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I. 서문 및 조사 개요 

1) 백서 발간 목적과 필요성 

반도체 산업은 초미세 공정 전환, 장비 고도화, 투자 규모의 급격한 확대라는 삼중의 압력을 동시에 받고 있으며, 이에 따라 제조 설비의 

가용성(availability)과 수율(yield), 그리고 공정 신뢰성(reliability)을 안정적으로 유지하는 일이 과거 어느 때보다 전략적으로 중요해졌다. 

특히 300mm급 이상의 첨단 팹에서는 한 대의 장비가 멈추는 것만으로도 라인 전체의 처리량(throughput)이 비선형적으로 감소하고, 장

비마다 상이한 PM(Preventive Maintenance, 예방정비) 규격과 유지보수 절차가 적용될 경우 생산 스케줄링과 물류계획, 인력 배치까지 

연쇄적으로 영향을 받는다. 이런 환경에서 PM을 사람 중심의 경험적·수기적 방식으로만 운영하는 것은 생산 안정성과 투자 효율성 양 측면

에서 더 이상 지속 가능하지 않다. PM을 ‘언제, 무엇을, 어떤 방식으로’ 수행할 것인가를 표준화하고 자동화하는 일은 이제 선택이 아니라, 

자율운영 팹(Autonomous FAB)으로 가는 산업적 필수 조건이 되었다. 

그러나 산업계가 이를 충분히 인식하고 있음에도 불구하고, PM 자동화는 여전히 개별 기업 내부의 파일럿 수준 혹은 장비사·팹 간 개별 인

터페이스 수준에 머무는 경우가 많다. 그 이유는 기술이 없어서라기보다는, 모두가 같이 쓸 수 있는 공통의 언어, 절차, 데이터 구조, 물류/

포장 규격, 로봇 연계 방식이 아직 산업 차원에서 정리되어 있지 않기 때문이다. 실제로 이번 백서의 근간이 된 설문 결과에서는 PM 자동

화의 필요성에 대해 응답자 전원이 ‘필요’하다고 답했음에도, 이를 바로 로드맵에 반영하지 못한 이유로 ‘시기상조’, ‘리소스 부담’, ‘표준의 

부재로 인한 중복 개발 가능성’을 가장 먼저 들고 있다. 다시 말해 시장과 기술은 이미 가속 페달을 밟을 준비가 되어 있으나, 이를 산업 

전체로 확산시킬 수 있는 공용 레일(standard rail)이 깔려 있지 않아 속도를 내지 못하는 상황이다. 

이 백서는 바로 그 지점을 해결하기 위해 작성되었다. 먼저, 지금 이 시점에서 반도체 산업이 말하는 ‘PM 자동화’가 무엇을 의미하는지, 그 

범위와 목표 수준이 어디까지인지 명확하게 공통 언어로 정리하려는 목적이 있다. 일부 기업은 ‘무인화 수준의 PM Automation’을 지향하

고, 다른 일부는 ‘대부분 로봇과 시스템으로 처리하되, 일부 인간의 개입을 허용하는 협업형 자동화’를 현실적 단계로 삼고 있는데, 이 차이

를 용어와 목표 수준으로 정리해두지 않으면 표준화는 출발선에서부터 어긋나게 된다. 백서는 산업계 전반의 응답과 실제 추진 기업의 정성

적 인터뷰를 함께 반영해, PM 자동화를 단계화·구조화해 제시함으로써 “우리가 같은 것을 이야기하고 있는가”를 먼저 맞추고자 한다. 

다음으로 백서는 PM 자동화가 단일 기술의 문제가 아니라는 점을 명확히 하려는 데 목적이 있다. 현장의 목소리를 보면, PM 자동화를 가

로막는 요소는 놀랍게도 ‘고급 AI 알고리즘의 부재’가 아니라, 포장 박스 규격이 서로 달라 부품 자율 배송이 안 되거나, 로봇이 접근할 수 

있도록 장비가 설계되어 있지 않거나, SVID와 로그데이터 구조가 제조사마다 달라 PdM(Predictive Maintenance, 예지보전) 모델을 공통

으로 만들기 어렵다는 식의 비(非)기술적이면서도 구조적인 문제들이다. 이 백서는 센싱·예지·로봇·디지털 트윈과 같은 첨단 기술 축만을 언

급하는 것이 아니라, 실제 현장에서 가장 빈번하고도 현실적인 병목이 무엇인지를 산업계의 데이터로 보여줌으로써, “표준화의 초점이 어디

에 먼저 맞춰져야 하는가”를 구체적으로 제시하고자 한다. 

또한, PM 자동화를 ‘회사 단위의 과제’가 아니라 ‘산업 단위의 선행 R&D 과제’로 끌어올릴 필요성을 설명하는 것이 이 백서의 중요한 의의

다. 응답 기업 상당수가 ‘국가·협회 차원의 선행 연구와 국제/국가 표준화 지원’을 1순위 지원 항목으로 꼽은 것은, 개별 기업이 자체적으로 

투자하기에는 PM 자동화가 요구하는 범위가 너무 넓고, 참여해야 할 이해관계자가 너무 많기 때문이라는 사실을 보여준다. 장비사, 칩메이

커, 부품사, 로봇사, 소프트웨어사가 각각 자기 포맷과 자기 인터페이스로만 개발을 계속한다면, 산업 전체로의 파급은 늦어지고 결과적으로

는 중복 투자와 호환성 문제만 키우게 된다. 그러므로 이 백서는 각 주체가 따로 추진하던 PM 관련 기술을 공용 스펙과 참조 구조

(reference architecture) 아래에서 정렬시키는 첫 단계로 기능하고자 한다. 

이번 백서 작업을 통해 PM 자동화가 결국 PdM과 통신·데이터 표준, 그리고 부품 모듈화·물류 표준으로 수렴될 것이라는 산업계의 중장기 

시각을 담아두고자 한다. 지금은 센싱과 로봇이 눈에 띄게 발전하고 있지만, PM을 실질적으로 지능화하려면 ‘언제 PM을 할 것인가’를 결정

해 줄 PdM의 예측 신뢰도, 그 예측을 공장 전체 스케줄에 반영해 줄 상위 시스템과의 연동성, 그리고 그 결정에 따라 바로 움직일 수 있

는 물류·포장·레이아웃의 물리적 표준이 모두 맞물려야 한다. 이 백서는 IEEE를 중심으로 지난 20여 년간 축적된 기술 흐름과 이번 설문에

서 확인된 현장의 수요를 한 프레임 안에 넣어, PM 자동화가 단기적으로는 장비 설계 변경과 로봇 접근성을, 중기적으로는 데이터·통신 프

로토콜을, 장기적으로는 모듈화와 자율 물류를 향해 가야 한다는 시간축이 있는 로드맵적 서사를 만들어 두려 한다. 

 

마지막으로, 이 백서는 “이미 알고 있는 것”을 다시 적어두는 문서가 아니라 “같이 하자”는 신호를 명문화하는 문서다. PM 자동화는 한두 
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개의 레퍼런스 팹이 성공했다고 산업 전체가 곧바로 따라올 수 있는 성질의 것이 아니다. 서로 다른 장비 제조사와 서로 다른 공정조합, 서

로 다른 로봇과 물류 인프라 위에서 동일한 수준의 자율 유지보수를 구현하려면, 누군가가 먼저 현황을 정리하고, 용어를 정립하고, 필요한 

선행 R&D 범위를 제안해야 한다. 이 백서는 그 역할을 수행하는 첫 시도다. 이후 이 문서를 토대로 기술 워킹그룹, 장비·로봇 연계 PoC, 

데이터 포맷 시범 적용, 포장·물류 규격의 단계적 확산 같은 후속 활동이 이어진다면, 지금까지 ‘각자도생’으로 진행되던 PM 관련 투자들이 

하나의 산업적 방향성 아래에서 묶일 수 있을 것이다. 

본 백서를 통해 반도체 산업에서 PM 자동화·지능화의 필요성을 산업 데이터로 확인하고, 실제 현장에서 발생하는 구조적 병목을 표준화 과

제로 번역하며, 이를 국가·협회 차원의 선행 R&D 주제로 끌어올리기 위한 근거를 제공하는 데 활용하고자 한다. 궁극적으로는 반도체 제조

의 자율화 달성을 앞당기기 위한 공동의 기술 언어를 마련하는 것을 목적으로 한다. 이러한 점에서 본 백서는 단순 참고자료가 아니라, 향

후 국내외 표준화 활동과 실증 프로젝트를 촉발하기 위한 ‘출발선 선언문’의 성격을 가진다. 

 

2) SEMI Afab WG 활동 개요와 관련 기관의 참여 배경 

[그림 1] 자율화 팹 표준화를 위한 추진 체계 

SEMI Korea는 반도체 제조 현장이 직면한 PM 자동화, PdM, 데이터 구조 통합, 로봇 적용 등 자율운영 팹 전환의 핵심 과제를 논의하기 

위해 2024년 Autonomous Fab Working Group(Afab WG)을 발족하였다. Afab WG는 국내 팹, 장비·부품사, 로봇·소프트웨어 기업 등 다

양한 산업 주체가 참여하는 협의체로, 기술 요구사항을 정리하고 글로벌 표준화 논의와 연계하는 역할을 수행하고 있다. 

SEMI Smart Manufacturing Initiative(SMI)의 일환으로 구성된 Afab WG는 PM Automation Sub-Group과 Data & Traceability Sub-

Group을 운영하며, 예지보전(PdM), PM 자동화, 데이터 상호운용성, Traceability 등 국제적으로 중요한 의제들을 체계적으로 다루고 있다. 

이 과정은 개별 기업이 독자적으로 해결하기 어려운 기술·데이터 구조 문제를 산업 공동의 시각에서 논의할 수 있다는 점에서 의미가 있다. 

한편 KSIA(Korea Semiconductor Industry Association)와 COSAR(Consortium of Semiconductor Advanced Research)는 본 설문조

사와 백서 작성이 원활히 추진될 수 있도록 필요한 재원과 전문가 섭외 지원 역할을 수행하였다. 

이러한 지원은 Afab WG가 산업계 전반의 의견을 폭넓게 수집하고, 이를 분석·정리하는 과정이 보다 체계적이고 안정적으로 진행될 수 있

는 기반이 되었다. 특히 설문조사 운영과 백서 발간을 위한 실질적 지원은 이번 작업이 단순한 연구 차원을 넘어 산업계의 공감대를 형성하

는 데 의미 있는 토대가 되었으며, 국내 반도체 장비·부품 기업들의 관심과 참여를 이끌어내는 데에도 긍정적인 역할을 했다. 이를 통해 

(Correlation) 
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Afab WG가 추진해 온 논의가 산업계 전반의 시각과 함께 호흡하며 좀 더 깊이 있게 발전할 수 있는 환경이 마련되었다고 평가할 수 있다. 

 

3) 주요 인사이트 요약(Executive Summary) 

가. 반도체 PM 자동화의 산업적 전환을 가로막는 표준 부재 문제와 이를 해소하기 위한 공동 인프라 로드맵의 필요성 

반도체 제조 환경은 이미 수율·생산성·품질 안정성의 한계를 넘어 초정밀, 초고속, 대규모 병렬처리를 요구하는 단계로 진입하였다. 이 과정

에서 장비 한 대의 비가동만으로도 라인 전체 처리량이 비선형적으로 급감하는 구조적 특성 때문에 예방정비(PM)의 효율성과 정확성은 생

산 경쟁력의 중심 요소가 되고 있다. 그러나 현재까지의 PM 활동은 장비사·IDM·협력사 간의 절차와 데이터 체계가 제각각이며, 경험 기반

의 수기 작업이 다수를 차지해 운영 비용 증가 및 품질 편차를 유발해 왔다. 

산업계 전체의 설문과 인터뷰 분석 결과, 기업들은 PM 자동화 필요성을 100% 수준으로 공감하고 있으나, 공통 표준·데이터 체계·로봇 도

입 기준 등이 부재하여 실제 도입은 개별 파일럿 수준에 머무르고 있음이 확인되었다. 이러한 문제를 해결하기 위한 산업 차원의 공동 기준, 

공통 인터페이스, 데이터·물류·부품 표준화 로드맵 구축이 필수적이며, 본 백서는 바로 이러한 공백을 메우기 위한 출발점이다. 

나. PM 자동화와 PdM 융합을 통한 자율운영 팹(Autonomous FAB) 전환의 기술적 패러다임 변화 

현재 PM 자동화는 단순한 작업 자동화를 넘어 장비 상태를 실시간으로 파악하고, 예지보전(PdM) 기반으로 ‘언제·어떻게 정비할 것인지’를 

판단하는 지능형 운영 체제로 확장되고 있다. 전 세계적으로 반도체 제조 환경은 자율 운영 팹(Autonomous FAB)으로 이행 중이며, 이는 

장비–로봇–MES–FDC–공정 제어–물류 시스템 간 실시간 연결 구조, 그리고 디지털 트윈 기반의 사이버-물리 통합 운영 모델을 요구한다. 

PM 자동화는 궁극적으로 PdM과 결합되어야 한다. 특히 AI 기반 이상 감지, 디지털 트윈 기반 시뮬레이션, 센서 융합 기반 열화 분석, 클

라우드-엣지 통합 분석과 같은 최신 기술은 PM 자동화의 범위를 물리적 작업 자동화를 넘어 지능형 운영 최적화로 확장시키고 있다. 

다. 설문·인터뷰 분석을 통해 드러난 반도체 PM 자동화의 구조적 병목과 표준화 기반 구축의 시급성 

설문 분석 결과를 종합해 보면, 반도체 산업 전반에서 PM 자동화에 대한 수요와 기대 수준은 매우 높음에도 불구하고 실제 구현 단계는 

여전히 초기 수준에 머물러 있음을 확인할 수 있다. 업계는 PM 자동화의 성공을 위해 가장 시급한 과제로 표준화의 부재를 지목하고 있으

며, 이는 모든 응답자가 ‘표준화가 필요하다’고 답한 결과에서도 명확하게 드러난다. 표준화의 목적은 단순히 특정 기술 요소의 통일에 그치

지 않고, 장비 간 인터페이스 호환성 확보, 업무 행위의 단순화, 기업 간 중복 개발 방지, 데이터 공유 체계 확립 등 산업 생태계의 전 과정

을 아우르는 광범위한 영역에 걸쳐 있다. 즉, 현재의 PM 자동화 수준이 정체되고 있는 핵심 원인은 공통의 기술·데이터·운영 기준이 없는 

환경에서 개별 기업이 단독으로 추진하기 어려운 구조적 제약에 기인한다. 

PM 자동화의 목표 자체는 산업계에서 매우 명확하게 공유되고 있다. ‘가동 중단 시간 최소화’는 거의 절대적인 최우선 목표로 인식되고 있

으며, 이는 생산성 향상과 라인 안정성 확보라는 반도체 제조의 본질적 요구와도 일치한다. 그러나 목표가 명확함에도 불구하고, PM 자동화

가 현실적으로 도달할 수 있는 시간은 평균 8.23년으로 전망되었고, 상당수의 기업이 도입 시기 자체가 아직 이르다고 판단하고 있다. 이러

한 지연 요인은 리소스 부족, 기술 성숙도 부족, 그리고 무엇보다 표준 부재로 인한 투자 리스크가 높다는 점이 복합적으로 작용한 결과로 

분석된다. 

기술적으로 가장 먼저 해결해야 할 과제는 장비 설계와 하드웨어 구조 개선이다. 설문 응답자의 87.3%가 ‘자동화를 고려한 장비 설계’를 

가장 중요한 개선 항목으로 꼽았으며, 이는 오늘날 장비가 자동화 로봇이나 센서·데이터 기반 진단 시스템을 충분히 수용할 수 있는 구조를 

가지지 못하고 있다는 점을 보여준다. 더불어 PM 파트 모듈화는 장기적으로 PM 자동화의 효율성을 크게 높일 수 있는 핵심 기술임에도, 

부품 구조의 다양성, 변경 비용 부담, 개발 기간 장기화 등의 이유로 여전히 초기 단계에 머물러 있다. 

PM 자동화를 위한 물류·부품 이송 영역에서는 기술적·표준적 격차가 더욱 심각하게 나타난다. 자동 배송을 위한 부품 포장 규격화 필요성

은 대부분의 응답자가 동의하였으나, 실제로 자동 배송을 고려해 설계된 포장재를 사용하는 기업은 거의 없는 것으로 나타났다. 이는 PM 

자동화가 단순히 로봇 도입이나 장비 제어 자동화에 국한된 문제가 아니라, 부품 포장 규격, 치수 정보 관리, 물류 프로세스 표준 등 공급

망 전반의 인프라적 요소가 함께 개선되지 않으면 추진될 수 없음을 의미한다. 
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마지막으로, 장비–시스템–로봇 간 연계를 가능하게 하는 데이터 및 통신 표준화는 PM 자동화와 PdM 통합 구현에서 결정적 역할을 하는 

핵심 요소로 확인된다. 특히 SVID, 장비 로그, 이벤트 코드, 파트 이력 데이터 등 장비 운영 데이터의 구조가 통일되지 않은 점은 PdM 알

고리즘의 신뢰성 검증을 어렵게 하고, 제조사 간 데이터 공유와 협업을 저해하는 주요 제약 요인으로 작용한다. PM 자동화와 PdM은 MES, 

FDC, 로봇 제어 시스템과 실시간으로 상호작용해야 하는데, 현재는 통신 프로토콜이 기기·기업·공정별로 상이하여 시스템 통합의 복잡성이 

크게 증가하고 있다. 

산업계는 PM 자동화가 반도체 제조 경쟁력을 좌우할 전략적 과제임을 분명히 인식하고 있으나, 실질적 구현을 위해서는 장비·부품·데이터·

물류·통신 표준 등 여러 영역의 구조적 병목을 해소하기 위한 산업 차원의 공동 노력이 필수적임이 확인되었다. 

별도로 수행한 심층 인터뷰는 PM 자동화가 산업계에서 실제로 어떤 수준까지 구현되고 있으며, 무엇이 핵심 병목으로 작용하고 있는지를 

매우 구체적으로 보여주었다. 우선, 자동화 적용은 점진적으로 확대되고 있으나 그 범위는 아직 제한적이다. 일부 기업들은 센서를 활용한 

상태 모니터링, 이상 감지 알고리즘 기반 진단, PM 시나리오 자동화 등 초기 단계의 자동화 기술을 적용하고 있으나, 실질적으로 가장 많은 

시간과 인력이 투입되는 핵심 유지보수 과정―예를 들어 챔버 open/close나 부품 탈착·교체와 같은 침습적 유지보수 작업―은 여전히 작

업자의 수작업에 강하게 의존하고 있다. 이는 PM 자동화가 실제 현장에서는 ‘부분 자동화’ 수준에 머물러 있으며, 공식적인 로봇 기반 정

비 자동화로 전환하기에는 물리적·안전적·환경적 제약이 적지 않음을 보여준다. 

로봇 도입이 더디게 진행되는 이유도 인터뷰를 통해 명확해졌다. 가장 근본적인 문제는 반도체 공정 특성에 맞춘 로봇 표준이 존재하지 않

는다는 점이다. 참가자들은 “반도체 전용 로봇 표준이 없다”는 점을 반복적으로 강조했으며, 이는 로봇의 페이로드, 조작 자유도, 접근 공간, 

장비 구조, 공정 안전성 요구사항이 장비·라인·공정마다 크게 다르기 때문에 하나의 로봇을 설계·검증·배치하는 데 매우 큰 불확실성이 따른

다는 현실을 반영한다. 안전성 검증 역시 통일된 기준이 없어, 특정 로봇이 EFEM, CMP, Etcher 등 다양한 장비 구역에서 동일하게 사용

할 수 있을지 판단하기 어렵고, 결국 자동화 도입 속도가 늦어질 수밖에 없는 구조적 제약으로 작용한다. 

데이터 활용의 한계 역시 PM 자동화와 PdM 기술 확산을 가로막는 주요 장애 요소로 나타났다. 특히 한 참가자는 장비에서 수집되는 데이

터 중 SVID가 차지하는 비율조차 명확히 파악되지 않는다고 언급하며, 현장에서 데이터 구조에 대한 이해가 충분히 확보되지 않은 현실을 

지적하였다. 장비 제조사별로 로그 구조가 상이하고, 데이터 접근 권한이 제한적이며, 표준화된 데이터 포맷이 부재하다 보니, PdM 알고리

즘 개발뿐 아니라 모델 검증조차 어려운 환경에 놓여 있다. 더 나아가 현장 엔지니어의 데이터 활용 역량 편차가 존재하여 PdM 기능의 신

뢰성이 충분히 검증되지 않으면 “PdM 기능을 꺼버리는” 상황까지 나타나고 있어, 데이터 활용 체계와 데이터 표준화의 필요성이 더욱 강

조되고 있다. 

부품 모듈화와 물류 자동화는 기술적 필요성이 매우 높음에도 불구하고 실현 가능성이 낮아 장기 과제로 분류되는 것으로 나타났다. 인터뷰 

참가자들은 PM 파트 모듈화의 필요성을 인정하면서도, 부품 구조 변경에 따른 개발 비용 부담, 장비 제조사·부품 공급사·FAB 간 대규모 

협업이 요구되는 복잡성, 표준 부재 등으로 인해 당장 추진하기 어렵다는 점을 솔직하게 지적하였다. 부품 자동 이송과 포장 규격화 역시 

자동화 전략의 기반 요소임에도, 현재는 대부분의 기업이 수작업 기반 포장·운송 체계를 유지하고 있으며, 자동 배송 로봇을 고려한 포장 

규격 자체가 존재하지 않아 로봇 기반 물류 자동화로의 전환이 지연되고 있다. 

심층 인터뷰를 분석한 결과 PM 자동화가 기술적으로 가능하다는 점이 수년 전부터 확인되었음에도 불구하고, 실제 산업적 확산은 표준 부

재, 데이터 구조 미정립, 장비 설계 비적합성, 로봇 안전성 검증 체계 미비, 물류 인프라 비표준화 등 여러 요소가 복합적으로 얽히면서 지

연되고 있음을 명확하게 보여준다. 이는 PM 자동화가 단순히 로봇 기술의 문제가 아니라, 장비·데이터·부품·물류·안전·조직 역량을 모두 아

우르는 시스템적 과제임을 강조하며, 산업 전반에 걸친 통합적 표준화와 공동 대응 없이는 본격적인 전환이 어렵다는 중요한 시사점을 제공

한다. 

라. 반도체 PM 자동화 구현을 위한 장비·데이터·통신·부품·물류·디지털 트윈 전 영역의 통합 표준화 필요성 

반도체 산업에서 PM 자동화를 실질적으로 구현하기 위해 필요한 표준화 항목들은 단순한 기술 옵션이 아니라 산업 전체의 PM 자동화 수

준을 결정짓는 핵심 인프라 요소로 기능한다. 이러한 표준화 영역은 장비, 데이터, 통신, 부품, 물류, 디지털 트윈까지 팹 운영 전반을 관통

하며, 각각이 독립적 요소가 아니라 서로 긴밀히 연결된 구조를 이룬다. 따라서 어느 하나라도 부재하거나 미성숙하면 전체 자동화 체계가 

정상적으로 작동할 수 없으며, 산업 생태계 전반의 통합된 표준 기반이 확보되어야 PM 자동화가 본격적으로 실현될 수 있음을 의미한다. 
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먼저 장비 설계 표준화는 PM 자동화의 가장 근본적이고 우선적인 과제로 도출된다. 현재 반도체 장비는 대부분 사람이 접근하여 작업하는 

방식으로 설계되어 있어, 로봇이 투입될 수 있는 공간적 여유나 기계적 접근성을 충분히 확보하고 있지 않다. PM 작업 시 챔버 

open/close, 고정 볼트 해체, 필터나 모듈 교체 등이 로봇 동작의 기준에 맞춰 설계되어 있지 않기 때문에, 로봇 기반 자동화를 적용하려

면 장비 구조 자체를 재정의해야 한다. 또한 센서 확장성과 케이블·포트 인터페이스의 표준화가 미흡하여, 장비 상태 데이터를 실시간 수집·

분석할 수 있는 하드웨어적 기반도 부족한 상황이다. 이 때문에 장비 설계 표준화는 PM 자동화 로드맵의 출발점이며, 로봇 접근성, 정밀 

위치 기준, 센서 설치 지점 규격 등을 통일하는 것이 산업적 최우선 과제로 요구된다. 

두 번째는 데이터 표준화이다. 장비의 SVID 구조, 이벤트 로그 포맷, 파트 이력 데이터, 파라미터 정의 방식이 기업과 장비 모델마다 다르

기 때문에 PdM–PM 자동화–MES 간 데이터 흐름이 일관적으로 관리되지 못하고 있다. SVID의 개수와 ID 규칙 자체가 장비마다 달라 

PdM 알고리즘의 입력 변수가 표준화되지 않으며, 심지어 현장 엔지니어가 “전체 데이터 중 SVID 비중조차 모른다”고 언급할 정도로 데이

터 구조가 불투명하다. 또한 부품 교체 이력, 누적 사용량, Valve count, RF timer 등 파트 Traceability에 필요한 정보 형식도 통합되어 있

지 않아 자동화된 유지보수 판단이나 예지보전 알고리즘 구축에 큰 제약이 발생한다. 따라서 통일된 데이터 사전(Data Dictionary), 로그 

규격, 이벤트 코드, 파트 ID 구조, 장비 API 규격을 정립하는 것이 필수적이다. 

세 번째는 통신 표준화이다. PM 자동화를 구현하기 위해서는 로봇–장비–Host(MES/FDC) 간의 실시간 연동이 필수적이지만, 현재는 장비 

제조사마다 통신 방식이 달라 자동화 시나리오의 확장이 어려운 상황이다. 로봇이 장비 상태를 실시간으로 받아 작업을 시작하거나 중지할 

수 있으려면 공통의 프로토콜이 필요하며, 이를 통해 작업 단계, 안전신호, 위치·경로 정보, 교체 완료 신호 등이 단일 구조로 교환될 수 있

어야 한다. PdM 결과를 Host가 받아 장비에 명령을 주고, 장비가 로봇을 호출하는 구조가 구현되려면 SECS/GEM을 넘어선 고급 자동화 

인터페이스 표준이 필수적임이 산업계 조사에서도 반복적으로 확인되었다. 

네 번째는 PM 파트 모듈화 표준이다. PM 자동화는 결국 “부품 교체 작업의 자동화”로 수렴되는데, 현재 반도체 장비의 부품은 동일 장비 

내에서도 구조와 인터페이스가 상이하며, 모델별·공정별로 설치 방식이 제각각이다. 자동 교체가 가능하려면 파트 치수와 무게 정보, 장착 

인터페이스, 체결 규격, 센서 연결 방식, 모듈 형태의 설계 기준이 통일되어야 한다. 또한 파트별 수명 정보와 교체 기준이 표준화되지 않으

면 로봇이 자동 교체 작업을 수행하거나 PdM 알고리즘이 고장 시점을 판단하기 어렵다. 이러한 PM 파트 모듈화는 산업계가 가장 강력한 

필요성을 느끼고 있지만, 비용·조직·장비 업체 협업 부담으로 인해 장기 과제로 분류되고 있다. 

다섯 번째는 물류·포장 표준이다. 자동화된 부품 이송(Auto Delivery)을 위해서는 부품 박스의 크기, 무게, 취급 방식, 인식 표식이 표준화

되어야 하지만 현재는 대부분의 기업이 자동 배송을 고려하지 않은 일반 FAB용 박스를 사용하고 있다. 로봇이나 AMR이 부품을 운송하려

면 Box 규격, Label 규격, 파트 ID, 무게 중심, 핸들링 포인트 등이 통일되어야 하며, 이는 물류 자동화뿐 아니라 PM 작업의 전체 사이클 

타임을 단축하는 데도 매우 중요하다. 이 영역의 표준화가 지연되면 부품 자동 이송이 불가능해지고, PM 자동화의 핵심 단계인 “교체 작업 

자동화”가 물류 병목으로 인해 실현되지 못하는 문제가 발생한다. 

마지막으로 디지털 트윈 표준 또한 핵심 과제로 도출된다. 디지털 트윈은 장비 상태 예측, PM 시뮬레이션, 작업 절차 재현, 로봇 시퀀스 검

증 등 PM 자동화 전 과정의 ‘가상 검증 공간’ 역할을 수행하지만, 장비 모델 구조, 좌표계 기준, 데이터 포맷, 시뮬레이션 요소가 표준화되

어 있지 않으면 각 장비별로 디지털 트윈을 독립 개발해야 한다. 이는 비용·시간·개발 난이도 측면에서 산업적 확산을 어렵게 만들기 때문

에, 장비 ID 구조, 3D 모델 기준 좌표계, 파트 레이아웃 정의, 센서 맵핑 규칙, 시나리오 태깅 방식 등을 표준화하는 것이 필수적이다. 

마. Afab WG와 관련 기관의 활동 의의 및 향후 역할 

SEMI Afab WG 활동은 반도체 산업이 직면한 PM 자동화·PdM·데이터 상호운용성·로봇 통합의 복합적 과제를 해결하기 위한 핵심 플랫폼

으로서 중요한 의미를 가진다. Afab WG은 한국에서 시작되어 미국의 반도체 업체들을 아우르고, 향후 일본, 대만 등 글로벌 주요 반도체 

국가들이 모두 참여하는 국제 협력체를 지향하고 있으며 반도체 제조의 자율화와 지능화를 실현하기 위한 글로벌 표준 논의를 시작한 국제 

거버넌스 협의체이다. PM 자동화, PdM, Traceability, 디지털 트윈, 물류 및 로봇 연동과 같은 첨단 자동화 요소는 개별 기업이나 국가 차

원에서 독자적으로 해결하기 어려운 구조적 문제이며, 기술 생태계 전반의 상호 운용성 확보가 전제되어야만 구현될 수 있다. 이러한 점에

서 Afab WG는 국제 표준과 산업 실행 간의 연결을 조정하는 ‘글로벌 조정 기구’로 기능하고자 하며, 반도체 제조 자동화의 기술적 규범을 

형성하고 국가 간 기술 격차를 최소화하는 역할을 수행해 오고 있다. 
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KSIA와 COSAR는 이러한 국제 표준 논의를 국내 산업과 연결하는 실증·확산 플랫폼으로서 기능한다. 국내 장비사·부품사·팹·로봇기업 등 

다수의 주체가 참여하는 산업 구조를 고려할 때, 국제 표준을 단순히 해석하는 수준을 넘어 국내 기술 기반에 맞게 조정하고, 실제 적용 가

능한 ‘국가 단위 실행 프레임’을 마련하는 과정이 반드시 필요하다. KSIA와 COSAR는 이 역할을 담당하며, 산업이해관계자 간 기술 협력, 

실증 프로젝트 기획, 로드맵 수립 등을 통해 글로벌 표준과 국내 구현 사이의 단절을 해소하는 핵심 허브로 자리매김하고 있다. 특히 PM 

자동화 및 PdM 기술은 센서 구조·로그 포맷·장비 API·로봇 인터페이스·부품 모듈화·AMHS 연동 등 수많은 요소가 실제 FAB 환경에서 동

작해야 하기 때문에, 국제 표준을 국내 인프라에 연계하고, 필요한 경우 한국형 세부 규격을 만드는 역할은 국내 조직 없이는 불가능하다. 

향후 Afab WG와 KSIA 및 COSAR는 더욱 확장된 역할을 수행해야 한다.  

첫째, 글로벌–국내 표준 개발의 허브 역할을 강화하여 PM 자동화·PdM·로봇·물류 시스템을 아우르는 통합적 표준 로드맵을 제시해야 한다. 

현재는 SVID·로그·Traceability·디지털 트윈·로봇 페이로드·PM 파트 규격 등이 개별 영역에서 논의되고 있지만, 실제 팹 자동화는 이 모든 

요소가 유기적으로 결합해야만 구현되므로, 표준의 단위별 분절을 해결하는 ‘End-to-End 표준 아키텍처’를 구축할 필요가 있다. 

둘째, 후공정(테스트·패키징)까지 확장된 표준화 프레임워크를 마련해야 한다. 현행 표준 논의는 전공정(WFE) 중심으로 이루어져 있으나, 

테스트 장비·패키지 장비는 로봇 접근성, PM 주기, 교체 파트 구조 등에서 매우 큰 차이를 보이며, 후공정 자동화가 전체 제조 자동화의 병

목이 될 가능성이 크다. 따라서 Afab WG는 후공정까지 확장된 ‘전 공정 자동화 생태계’를 표준화하는 방향으로 논의를 확대해야 한다.  

셋째, 실증 프로젝트 기반의 산업 확산 구조를 마련하는 것도 중요하다. 

표준은 문서화에 그치기보다 실제 FAB과 장비 제조사가 참여하는 샌드박스 환경에서 검증되어야 한다. KSIA와 COSAR는 한국 내 실증 팹

과 연계하여 PM 자동화 시나리오, 로봇–장비 연동 테스트, 부품 Traceability 실증, 디지털 트윈 기반 PM 테스트베드 등을 구축함으로써 

실효적 확산 체계를 마련할 수 있다. 이는 국제 표준 개발 과정에서도 데이터를 기반으로 한 피드백 제공이 가능해져 글로벌 협의체에서 한

국의 역할과 영향력을 강화하는 데 기여할 것이다. 

마지막으로, 디지털 트윈–AI 기반 예지정비–자율운영 팹을 연결하는 기술 기반을 마련하는 것이 Afab WG의 중장기적 핵심 역할이 된다. 

디지털 트윈 모델 표준화, AI·ML 기반 PdM 알고리즘 검증 기준, 가상 검증을 통한 로봇 작업 시퀀스 표준화는 차세대 자율운영 팹 구현에 

반드시 필요한 요소이다. 즉 Afab WG는 PM 자동화를 넘어, FAB 현장과 장비 제조사가 전체의 자율운영 체계를 규정하는 차세대 표준 개

발 방향을 주도해야 한다.  

 

  



 

반도체 Autonomous Fab 전환을 위한 PM 자동화/표준 전략 7 

II. PM 자동화 개요 및 산업 환경 

1) PM의 정의와 역할 

반도체 산업에서 PM(Preventive Maintenance, 예방정비)은 장비의 신뢰성과 생산성을 보장하는 데 필수적인 활동이다. PM은 장비가 무

작위 고장 확률이 증가하는 '위험 영역'에 진입하기 전에 유지보수 활동이 필요할 때를 결정하기 위해 일반적으로 통계적으로 도출된 평균 

시간 또는 사용량과 같은 통계적 매개변수를 기반으로 시작되는 계획된 유지보수 활동이다 (A. A. Kalir et al., 2017). 반도체 제조 공정의 

대부분의 장비는 통계 기반 분석을 통해 수립되고 정기적으로 수행되는 시간, 주기(cycle), 또는 웨이퍼 기반의 일정에 따라 유지보수된다

(M. E. Cholette et al., 2013). 

PM의 근본적인 목적은 장비를 통제 상태로 유지하고 장기간 원하는 사양 내에서 작동하도록 보장하는 것이다(A. A. Kalir, 2013). PM은 예상치 못

한 장비 고장으로 인해 많은 비용 소모가 수반되는 다운타임의 위험을 줄이는 대신 계획된 비생산적 다운타임(unproductive downtime)을 허용함

으로써 전반적인 운영 신뢰도를 증가시킬 목적으로 수행된다(J. A. Ramı́rez-Hernández et al., 2010). 따라서, PM은 본질적으로 예정되지 않은 다

운타임의 가능성을 줄이고 장비가 정의된 제어 한계 내에서 작동하는지 확인하는 사전 예방적 유지보수 활동으로 정의할 수 있다. 

PM은 반도체 제조 장비의 전반적인 가용성(availability)과 신뢰성(reliability)을 높이는 데 필수적인 역할을 수행한다(A. A. Kalir et al., 

2017). 반도체 제조 시설(fab)의 생산성 및 처리량(throughput)을 향상하고 막대한 자본 투자를 정당화하기 위해 PM을 적절하게 적용하

는 것은 필수적이다. PM 활동은 장비 건전성 모니터링(EHM, Equipment Health Monitoring) 시스템과 같은 도구와 함께 실시간으로 장

비 상태를 모니터링하고 지원하는 데 사용된다. 장비는 성능 저하(degradation)를 겪을 수 있으며, 생산 효율성은 장비 상태에 따라 달라지

고 PM 또는 시정 유지보수(corrective maintenance) 후에 회복된다. 따라서 PM은 장비의 성능 저하 프로세스를 상쇄하기 위한 전통적인 

유지보수 작업으로 기능한다(M. E. Cholette et al., 2013). 

PM은 반도체 제조에서 장비의 전반적인 가용성 및 신뢰성을 유지하는 데 필수적이며, 수율 개선, 비용 절감, 그리고 주기 시간(CT, Cycle Time) 단

축과 같은 운영 지표에 상당한 개선을 가져올 잠재력이 있다. 일반적으로 PM 활동은 그 성격상 더욱 복잡해지고 수행해야 할 작업이 많아지면서 

PM 기간이 증가하는 경향을 보이는데, 이 길어진 PM 기간은 해당 도구세트나 전체 팹의 주기 시간에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 따라서, PM 

기간을 단축하고 그로 인한 변동성을 감소시켜 주기 시간을 줄이기 위해, PM 작업을 더 작은 단위로 쪼개거나 분리(segregation/splitting)하는 전

략이 사용된다. 원래의 길었던 PM을 더 짧고 빈번한 PM으로 분할하는 것은, 새로운 설정 시간(setup)이 발생하여 전체 장비 가용성이 다소 감소

할 수 있음에도 불구하고, 장비 운영 및 PM 소요 시간의 변동성(variability)의 영향을 상쇄하여 주기 시간이 감소하는 이점을 제공한다. 특히, 장비

의 성능이나 PM 소요 시간이 평균 대비 불규칙하거나 예측하기 어려운 정도(변동 계수)가 높은 경우에 PM 분할은 주기 시간(CT) 개선에 더욱 상

당한 이점을 제공하는 것으로 나타났는데, 이는 분할을 통해 유효 처리 시간의 변동이 줄어들기 때문이다. 또한, PM 활동이 완벽하지 않아 실패할 

가능성이 있고 이후 수리(repair) 작업이 필요한 경우, PM을 분할함으로써 PM 성공 확률이 높아지게 되어 수리에 필요한 예상 시간이 줄어들며, 이

로 인해 분할의 강점이 더욱 두드러지게 발휘될 수 있다(A. A. Kalir, 2013). 

뿐만 아니라, PM은 반도체 제조 공정에서 오염(contamination)을 통제하는 데 핵심적인 역할을 한다. AMC(Airborne Molecular 

Contaminants)는 청정실 환경에서 집적 회로의 금속 부식을 유발하고 웨이퍼 스크랩(wafer scrap)을 초래할 수 있다(B. -J. Wu et al., 

2010). 즉, AMC 제어 시 PM 와이퍼(PM wipers)는 염화 이온(Cl−) 분자 오염을 시뮬레이션하는 데 사용될 수 있으며, 이는 청정실 미세 

오염(microcontamination)을 모니터링하는 데 중요하게 활용할 수 있다. 금속 식각 장치(metal etcher)의 경우 PM 수행 중 발생하는 아

웃가싱(outgassing) 또는 흄(fume) 형태의 염화수소(HCl) 가스 방출이 통제되지 않을 경우 높게는 343 ppmv에 달할 수 있으며, 이는 웨

이퍼와 공정 도구에 부식을 일으킬 수 있다. 따라서 HCl 가스 배출을 방지하기 위해 PM 후드(PM hood)를 사용하여 오염 물질을 PM 후

드 환경 내에만 가두거나, 포 라인(fore line) 중앙 링을 매년 교체하여 폐가스 누출을 방지하는 등의 PM 조치가 중요하다. 

일반적으로 PM은 Pre-PM 준비, 침습적 유지보수, 도구 인증이라는 세 가지 순차적 부분으로 나뉘는 정형화된 절차를 따른다(I. Regev et 

al., 2016). 그러나 작업자의 기술과 경험에 따라 PM 작업의 품질이 크게 달라질 수 있으며, 이는 장비 성능 및 생산성에 큰 영향을 미친

다. 예를 들어, 고품질 유지보수 작업은 장비의 초기 성능을 보존하거나 재현하는 데 중요하다. 이때 특정 작업자가 유지보수를 수행했을 

때 플라즈마 식각 결함 수가 감소하고 생산성이 크게 증가한 사례가 있다(M. Kagaya et al., 2017). 또한, 습식 세정(wet cleaning) 중 닦

는 동작(wiping actions)과 같은 유지보수 작업자의 움직임은 광학 모션 센서를 사용하여 기록될 수 있으며, 이는 고품질 유지보수 작업의 

핵심 지표를 추출하는 데 유용하다. 이러한 결과는 PM 작업 품질의 변동으로 인한 장치 결함을 제거하고, 예측 유지보수 및 효율적인 실행

을 위한 작업 기준 및 표준화의 필요성을 방증한다고 볼 수 있다. 
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이처럼 반도체 산업에서 PM의 역할은 단순히 고장을 예방하는 것을 넘어, 최적화된 스케줄링 및 작업 실행을 통해 생산성, 장비 가용성, 

수율, 그리고 청정실 환경 통제에 직접적으로 기여하는 복잡하고 다층적인 시스템 관리 활동으로 볼 수 있다. 

 

2) 반도체 산업 내 PM 자동화의 중요성 

반도체 산업에서 PM의 자동화는 장비의 가용성, 생산성, 그리고 궁극적으로는 막대한 자본 투자의 회수율(ROI)을 극대화하기 위한 필수 

불가결한 진화 과정이다. 반도체 제조 시설(fab)은 극도로 정교하고 비용이 많이 드는 장비로 운영되는데, 새로운 300mm 웨이퍼 팹의 건

설 비용은 30억 달러를 초과할 수 있어, PM을 적절히 적용하여 생산성과 처리량(throughput)을 유지하는 것이 매우 중요하다(J. A. 

Ramı́rez-Hernández et al., 2010). 전통적으로 PM은 통계적 매개변수(예: 평균 시간 또는 사용량)를 기반으로 정기적인 시간, 주기

(cycle), 또는 웨이퍼 기반의 일정에 따라 수행되었으며, 이는 계획된 비생산적 다운타임을 허용하여 예상치 못한 비용이 많이 드는 고장 위

험을 줄였다. 그러나 이러한 통계 기반 방식은 실제 장비의 성능 저하를 실시간으로 반영하지 못하고, 장비가 복잡하고 다양한 공정 작동 

모드(operating regimes) 하에서 작동하는 경우가 많기 때문에 운영 비용 절감과 ROI 개선에 잠재적인 한계를 안고 있었다. 

이러한 한계를 극복하기 위해 PM의 자동화는 상태 기반 유지보수(CBM, Condition-Based Maintenance) 패러다임의 부상을 통해 가속

화되고 있다. CBM은 장비 상태와 성능과 관련된 원시 데이터를 장비 건전성에 대한 실행 가능한 정보로 변환하고, 이를 기반으로 유지보수 

개입에 대한 의사결정을 내리는 변환 과정으로 볼 수 있다(M. E. Cholette et al., 2013). 그러나 반도체 제조 분야에서 복잡한 공정 물리 

모델에 대한 완전하지 않은 이해, 사용 가능한 센서 정보만으로는 장비 성능 저하를 신뢰성 있게 예측할 수 있는 수단의 부족 등 CBM 패

러다임이 광범위하게 채택되는 데는 여러 가지 주요 장애물들이 존재해 왔다. 따라서, 이러한 장애물들을 해결하고 새로운 자동화된 진단, 

예지 및 의사결정 방법론 적용 등을 통해 CBM의 실현 가능성을 높이는 것이 필수적이다. 

자동화된 PM 시스템의 핵심적인 역할은 실시간 상태 모니터링 및 고장 예측(Prognostics)에 있다. 장비 건전성 모니터링(EHM) 프레임워

크는 통계적 공정 관리(SPC)와 같은 기술을 활용하여 수많은 장비 상태 변수 식별자(SVIDs)를 모니터링하고, 이를 통합적인 장비 건전성 

지수(EHI)와 같은 단일 지수로 집계한다. 이처럼 실시간으로 장비의 비정상적인 상태 변화를 감지함으로써, 엔지니어는 EHI 계층 구조를 

분해하여 근본 원인을 신속하게 찾아내고(OCAP, Out-of-Control Action Plan), 즉각적인 대응을 할 수 있게 된다(C. -Y. Lee et al., 

2019). 더 나아가, 고장 예측(Prognostics) 기술은 공정 도구가 의도된 기능을 수행할 수 없는 시점을 예측하여, 생산 라인에 미치는 영향

을 최소화하면서 예방적 유지보수를 적절한 시점에 계획할 수 있도록 한다. 예를 들어, Auto-associative Regression(AR)과 Gaussian 

Process(GP)를 통합한 데이터 기반 접근 방식을 통해, 복잡하고 불확실한 제조 공정에서 실패 요인을 추출하고, 제한된 데이터로도 확률 

분포와 신뢰 수준을 제공하며 실패 경향을 예측하여, 적절한 챔버 클리닝 시간을 결정할 수 있다(L. Zhu, 2024). 

자동화는 또한 생산 환경의 보조 시스템 및 장비 건전성 모니터링에도 필수적이다. 예를 들어, 300mm 팹에서 웨이퍼를 안전하고 빠르게 

운송하는 데 주로 사용되는 오버헤드 운송 시스템(OHT)의 레일 네트워크 고장을 감지하기 위해 인공신경망(ANN) 기반 접근 방식이 적용

되어, OHT 레일 시스템의 고장을 실시간으로 정확하게 감지 및 분류하는 데 적합하다는 것이 입증되었다(A. Zhakov et al., 2020).  

 

[그림 2] OHT 레일 네트워크의 모니터링 시스템((A. Zhakov et al., 2020) 
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이러한 실시간 고장 감지 결과는 사전에 계획된 비용이 많이 드는 예방적 유지보수 대신 상태 기반 유지보수 절차를 가능하게 하며, 반도체 

제조를 위한 안정적인 OHT를 보장한다. 또한, 반도체 제조 과정에서 발생하는 독성 및 부식성 부산물이 배관 내부에 축적되어 막힘이나 펌

핑 효율 감소를 유발할 수 있는데, 전기 용량 단층 촬영(ECT) 및 CNN을 기반으로 한 지능형 모니터링 기술을 통해 잔류물 축적을 조기에 

감지하고 유지보수 전략을 개선할 수 있으며, 이는 실시간 상태 기반 유지보수를 가능하게 한다(M. Jeon et al., 2025). 

 

[그림 3] 반도체 공정 잔류 가스 모니터링 기법 (M. Jeon et al., 2025) 

다음으로 자동화된 PM은 스케줄링 및 운영 결정의 통합 최적화를 가능하게 한다. 반도체 장비는 고도로 통합되어 있고 PM 작업 간의 상

호 의존성이 높으며, 재공품(WIP, Work in Progress) 수준 및 수요와의 균형을 맞추는 것이 어렵기 때문에 PM 스케줄링은 매우 어려운 

작업으로 간주되어 왔다. 자동화된 PM 스케줄링 시스템(예: PMOST)은 이러한 문제를 해결하기 위해 혼합 정수 계획법(MIP) 모델을 기반

으로 PM 작업을 최적으로 스케줄링하며, 예측된 WIP 수준, 인력 제약 조건, PM 시간 창 및 관련 비용을 통합적으로 고려할 수 있도록 지

원하기도 한다(J. A. Ramı́rez-Hernández et al., 2010). 

최근에는 기존의 인적 오류와 비효율성을 근본적으로 제거하고, 정밀하고 시기적절한 유지보수를 실현하기 위해 로봇 및 센싱 기술을 활용

한 자동화와 관련된 연구와 활용이 확대되고 있다. PM 자동화에서 로봇의 가장 명확한 역할은 자동화된 자재 처리 시스템(AMHS, 

Automated Material Handling System)과 같은 핵심 인프라의 건전성을 실시간으로 모니터링하는 데 있다. 앞서 언급한 오버헤드 운송 

시스템(OHT)의 경우 수 킬로미터에 달하는 레일 네트워크로 구성되며, 이 레일 시스템의 구성 요소들은 OHT 차량의 움직임으로 인한 기

계적 스트레스에 노출되어 있다. 레일 네트워크의 개별적인 고장은 상당한 손상을 유발하고 생산 손실을 초래하기 때문에, 사양 준수를 보

장하는 것이 필수적이다. 그러나 기존에는 이러한 시스템 오류 확률을 최소화하기 위해 수동적이고 비용이 많이 드는 광범위한 예방적 유지

보수에 의존해 왔다. 로봇 자동화는 이 문제를 해결하기 위해 OHT 차량에 의해 견인되는 트레일러 기반 측정 플랫폼을 도입한다. 이 플랫

폼은 광학 센서 및 기타 기술을 활용하여 레일 네트워크를 따라 1mm 간격으로 스캔하여 3D 모델을 생성하고, 케이블 홀더의 뒤틀림과 같

은 주요 결함을 자동으로 감지하고 분류하는 검사 로봇의 역할을 수행한다(A. Zhakov et al., 2020). 이러한 자동화된 고장 감지 결과는 유

지보수 작업을 자동으로, 신뢰성 있게, 그리고 적시에 결정하는 기초가 되어, 결국 비용이 많이 드는 정기적인 PM을 상태 기반 유지보수로 

대체하도록 돕는다. 

이와 같은 진단 중심의 자동화를 넘어, 최근에는 로봇을 보다 적극적으로 활용하여 부품의 자동 이송과 교체를 수행하는 단계로 발전하고 

있다. 교체가 필요한 부품이 예측되면, 클린룸 환경에서도 이동 가능한 자율주행형 로봇(AMR, Autonomous Mobile Robot)이 해당 부품

을 자동으로 공급하는 방식이 도입되고 있다. 이러한 로봇은 설비의 상태데이터와 예지진단 결과를 연계해 필요한 예비품 목록을 자동 산출

하고, RFID 또는 비전 시스템 등을 통해 부품의 종류와 위치를 인식한 뒤, 자율 스케줄링 알고리즘을 기반으로 최적의 이송 경로와 시간을 

결정한다. 이 과정은 생산 라인의 가동률, 작업자의 접근 가능 시간, 교체 우선순위 등을 동시에 고려하여 운영 효율성을 극대화한다.  

나아가 교체 부품의 이송에 그치지 않고, 실제 정비 작업을 수행하는 협동로봇(Cobot)의 활용이 확대되고 있다. 협동로봇은 사람과 동일한 

공간에서 안전하게 작업할 수 있도록 설계되어 있으며, 향후에는 필터나 실링(O-ring), 모터, 벨트 등 주기적으로 마모되는 부품을 자동으

로 탈착·교체·체결하는데 기여할 수 있다. 예를 들어, 반도체 장비의 PM 작업에 있어 협동로봇이 비전 기반 정렬과 Force-Torque 센서를 

활용해 ±0.1mm 수준의 정밀도로 교체 작업을 수행할 수 있으며, AI 기반 제어 알고리즘을 통해 교체 순서를 최적화하고, 작업 환경 변화

에 따라 자율적으로 보정한다. 이러한 기술은 작업자의 위험 노출을 최소화하고, 정비 시간과 다운타임을 크게 단축시킨다. 
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더 나아가 이러한 다양한 로봇과 센싱 시스템을 통합적으로 제어하기 위한 지능형 PM 오케스트레이션 플랫폼이 구축되고 있다. 이 플랫폼

은 클라우드와 엣지 컴퓨팅이 결합된 구조로, 각 장비의 상태 진단 결과를 기반으로 부품 교체 우선순위를 도출하고, 필요한 예비품을 자동 

주문한 뒤, 교체 로봇의 동작을 스케줄링한다. 또한 디지털 트윈 환경에서 교체 시뮬레이션을 수행하여 작업의 안정성을 사전에 검증하고, 

작업 완료 후에는 품질 검증 결과를 자동 리포트로 생성한다. 이러한 일련의 자동화는 궁극적으로 유지보수의 지능화를 실현하며, 설비 다

운타임을 최소화하고, PM 주기를 효율적으로 관리할 수 있는 기반을 제공한다. 

 

[그림 4] AI 로봇 확산 전망 (이승환, 2025 재인용) 

반도체 산업에서의 PM 자동화는 단순한 진단 자동화에서 출발하여, 부품 이송 자동화와 협동로봇 기반 정비 자동화, 그리고 AI 기반의 전 

주기 오케스트레이션으로 진화하고 있다. 초기에는 센서와 딥러닝 기반 결함 감지를 통해 설비 상태를 모니터링하는 단계였다면, 현재는 예

비품 공급과 정비 작업까지 로봇이 수행하는 단계로 확장되고 있으며, 향후에는 설비, 로봇, AI가 통합된 무중단 유지보수(Zero-Downtime 

Maintenance) 체계를 구축하는 것이 목표가 될 것이다. 이러한 PM 자동화의 진화는 반도체 제조 경쟁력의 근간이 되는 설비 신뢰성 확보

와 생산 효율성 제고에 결정적인 역할을 하며, 고비용·고위험의 수동 정비 체계를 데이터 기반의 지능형 유지보수 체계로 전환하는 핵심적 

변화를 이끌고 있다. 

 

3) PM 자동화 기술 동향 및 글로벌 산업 환경 변화 

본 장에서는 반도체 제조 환경에서 PM 자동화가 어떤 기술적 진화를 거쳐 지능형 유지보수 체계로 발전해 왔는지를 체계적으로 살펴보고

자 한다. 반도체 생산라인의 복잡성과 장비 가동률에 대한 요구가 높아짐에 따라, 유지보수는 더 이상 단순한 정기점검의 영역에 머무르지 

않고, 장비 상태의 실시간 진단과 예측을 기반으로 한 자율적 의사결정 체계로 전환되고 있다. 이러한 변화의 중심에는 인공지능(AI), 센서 

네트워크, 디지털 트윈, 고장 예측 알고리즘 등 다양한 기술적 축이 긴밀하게 결합된 지능형 PM 자동화(Intelligent PM Automation)의 흐

름이 있다. 

특히 최근의 기술 발전은 ‘정해진 주기에 따른 정비(Time-based PM)’에서 벗어나, 장비의 실제 동작 데이터와 공정 변수에 근거하여 최적

의 시점에 필요한 정비를 수행하는 상태 기반 유지보수(CBM)로의 전환을 가속화하고 있다. 이는 단순한 유지보수 자동화가 아니라, 고장 

예측·진단·제어·운영 최적화로 이어지는 지속적 피드백 루프(Feedback Loop)를 구축함으로써 설비 가용성과 생산성을 동시에 극대화하는 

방향으로 진화하고 있음을 의미한다. 
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이에 따라 본 장에서는 2025년까지 IEEE에 게재된 주요 연구논문 25편을 대상으로, PM 자동화와 관련된 핵심 기술의 발전 과정을 분석

한다. 분석의 목적은 개별 기술의 세부 결과를 나열하기보다는, 지난 25년간 축적된 연구가 △장비 상태 모니터링 및 고장 예측, △공정 제

어 및 신뢰성 분석, △PM 스케줄링 및 운영 최적화로 이어지는 기술 체계로 어떻게 구조화되어 왔는지를 조망하는 데 있다. 이러한 분석을 

통해 PM 자동화가 단순한 정비 효율 향상을 넘어 자율적이고 지능적인 제조 운영(Auto-Fab Maintenance Intelligence)으로 확장되고 있

음을 밝히고자 한다. 

3.1 지능형 장비 상태 모니터링 및 고장 예측 기반 PM 전환 

PM 자동화의 첫 번째 핵심 동향은 장비의 건전성을 정확하게 진단하고 고장을 사전에 예측하여, 필요에 기반한 상태 기반 정비

(Condition-Based Maintenance, CBM) 체제로 전환하는 것이다. 

먼저, 인공지능(AI) 및 딥러닝 기반 장비 상태 진단 및 분류 기술의 발전이 주목된다. 반도체 제조 환경에서는 인공신경망(ANN) 및 컨볼루

션 신경망(CNN)과 같은 인공지능 기법이 고장 감지 및 분류를 위해 광범위하게 적용된다(A. Zhakov et al., 2020). 예를 들어, 300mm 반

도체 공장의 오버헤드 운반 시스템(OHT) 레일 네트워크에서 발생하는 상부 전원 공급 케이블 이탈, 하부 전원 공급 케이블 이탈, 꼬인 케

이블 홀더 등의 고장 탐지를 위해 ANN 기반 접근 방식이 실시간 탐지 및 분류에 적합함이 입증되었으며, 이를 통해 고비용의 수동적 예방 

정비를 상태 기반 정비로 대체할 수 있다. 

특히 딥러닝 기술인 CNN은 웨이퍼 맵의 결함 패턴 인식이나 레일 표면 결함을 탐지하는 데 활용되어 제조 프로세스에서의 진단 정확도를 향상

시킨다. 다만, ANN 기반 알고리즘을 훈련할 때, 실험실(source domain)에서 수집한 데이터와 실제 공장(target domain)의 운영 환경 간의 도메

인 차이나 특정 고장 유형의 샘플 수가 적어 발생하는 데이터 불균형(imbalanced data set) 문제로 인해 오버피팅(overfitting) 및 오탐지(false 

positives)가 발생할 수 있다. 이러한 약점을 극복하기 위해 데이터 증강(data augmentation) 기법과 같은 합성적(synthetic) 방법이 사용되며, 

이는 훈련 데이터 세트를 보강하여 알고리즘의 일반화 성능을 크게 개선한다. 실제로 데이터 증강을 적용했을 때, 초기 모델 대비 테스트 정확도

가 최대 4.59% 개선되었고, 특히 꼬인 케이블 홀더 클래스에서는 8.8%의 정확도 향상이 관찰된 사례가 있다. 

다음으로 장비 건전성 통합 지표 및 다변량 모니터링 기법을 활용하여 수천 대의 장비를 효율적으로 모니터링하고 이상 상태를 식별하기 위

해 장비 건전성 지수(Equipment Health Index, EHI) 프레임워크가 개발되었다(C. -Y. Lee et al., 2019). EHI는 데이터 전처리, 통계적 공

정 관리(SPC), 분석적 계층 프로세스(AHP)를 통해 구현되며, 수많은 상태 변수 식별자(SVID)와 장비 유휴 시간, 자재 사용 속도, 결함 수 

등의 변수들을 계층적 구조로 통합하여 단일 지표로 장비의 건전성 상태를 평가한다. 이 지표들은 장비 이상 상태를 빠르게 탐지하고, 계층

적 분해(hierarchical decomposition)를 통해 고장의 근본 원인을 신속하게 추적할 수 있도록 지원한다. 

또한, 복잡한 시스템의 열화 역학을 모델링하기 위해 장비 운영체제별 은닉 마르코프 모델(HMM) 기반 방법이 제시되었다(M. E. Cholette 

et al., 2013). 이 방법은 장비가 여러 운영 체제(operating regimes)를 거치는 시범적 조건에서도 시스템의 열화 상태를 모니터링할 수 있

도록 하며, 통계적 공정 관리(SPC) 차트에서의 이탈을 통해 장비 상태 변화를 감지한다. 다수의 변수를 동시에 모니터링하기 위해 

Hotelling T-squared 지수(HTI)와 같은 다변량 분포도 활용된다. 

실시간 센서 데이터와 공정 모니터링 데이터를 활용한 예측 모델 구축은 PM 자동화의 중요한 부분으로 관련 연구 또한 활발히 진행되고 

있다. 특히, 가상 계측(Virtual Metrology, VM) 기술은 물리적 측정 단계 없이 실시간 공정 센서 데이터를 기반으로 웨이퍼의 품질 특성(예: 

두께, 치수)을 예측하여 생산 주기 시간을 단축하고 공정 이상을 조기에 감지하게 한다(S. Hwang et al., 2014). VM 모델로 자주 사용되는 

신경망(NN) 접근법은 이상치(outliers)에 취약하고 예측 구간을 제공하지 못하는 단점이 있는데, 강건한 관련 벡터 머신(Robust 

Relevance Vector Machine, RRVM)이 이러한 문제를 해결하는 대안으로 제시되었다. RRVM은 베이지안 프레임워크와 변분 추론

(Variational Inference)을 활용하여 훈련 데이터에 포함된 이상치의 영향을 줄이고 예측 정확도를 높이며, 예측 결과에 대한 통계적 신뢰도

(예측 분포)를 제공할 수 있다. 

고장 예측(Prognostics) 기술은 장비가 고장 날 시점을 예측하여 사전에 PM 일정을 계획하게 한다. 반도체 제조 공정의 복잡성으로 메커

니즘 분석을 통한 모델링이 어려울 때, 데이터 기반 접근 방식이 적절하며, 자동 연관 회귀(Auto-associative Regression, AR)와 가우시

안 프로세스(Gaussian Process, GP)를 통합한 AR-GP 방법이 제시되었다(L. Zhu, 2024). AR 모델은 정상 상태 데이터를 학습하여 쿼리 

데이터와 예측된 정상값 간의 잔차(residual)를 계산하고, 이 잔차의 크기를 통해 고장 요소(failure factors)를 추출하며 열화 정도

(degradation degree)를 판단한다. 이후 GP 모델을 사용하여 이 열화 정도의 변화 경향을 예측하는데, GP는 제한된 데이터로도 확률적 

추론을 가능하게 하고 예측의 신뢰도를 함께 제공하여 적절한 클리닝 시점을 결정하는 데 도움을 준다. 
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이외에도, 전기 용량 단층 촬영(ECT) 기술과 CNN을 결합하여 반도체 배기 파이프라인 내부의 잔류물 침착을 비파괴적으로 모니터링하는 

기술이 개발되었는데(M. Jeon et al., 2025), 이는 파이프 막힘을 조기 감지하고 상태 기반 정비를 지원하여 공정 신뢰성과 안전성을 높인

다. 또한, 분광 타원편광계(spectral ellipsometer, SE)와 같은 인시튜 센서(in situ sensors)는 플라즈마 식각로 등의 장비를 모니터링, 진

단, 제어하는 데 중요하며, 실시간 데이터 획득 및 분석을 통해 공정 드리프트를 보정하는 데 사용될 수 있다(S. Maung et al., 1994). 

3.2 지능형 공정 제어 및 신뢰성 분석을 통한 PM 관리 

PM 활동의 필요성을 장비의 상태와 환경 요인에 기반하여 결정하고, 공정 결과의 품질을 실시간으로 관리하는 제어 기술이 PM 자동화의 

두 번째 축으로 분석된다. 

먼저, 반도체 제조 공정에서는 장비 노후화로 인한 선형 드리프트(linear drift)와 예방 정비나 원자재 배치 변경으로 인한 계단식 변화(step 

changes)와 같은 외란이 흔하게 발생한다. 이러한 외란에 대응하여 공정 출력값을 목표값에 가깝게 조정하는 실행간(R2R) 제어 기술이 중

요하게 다루어진다(B. -Y. Jou et al., 2012). 기존의 이중 EWMA(dEWMA) 제어기가 드리프트 공정 관리에 사용되었지만, 최근에는 선형 

드리프트와 랜덤 계단식 변화가 동시에 존재하는 공정 모델을 효과적으로 특성화하는 수정된 변수 EWMA(VEWMA) 제어기의 적용이 연

구되기도 하였다. 특히, 이 최적화된 VEWMA 방법은 계단식 변화의 발생 확률(π) 및 크기(r)와 같은 프로세스 매개변수가 정확하게 추정

되지 않더라도 공정 TMSE를 효율적으로 줄이는 데 매우 강건함이 입증되었다.  

계층적 신뢰성 분석 및 변동성 관리를 위한 연구도 진행되고 있다. 복잡한 시스템, 특히 동일한 부품 유형이 여러 위치에 중복되어 사용되

는 시스템의 신뢰성을 평가할 때, 부품 신뢰성 추정치 간의 공분산으로 인해 시스템 수준의 신뢰성 추정치 분산이 확대되는 문제가 발생한

다. 이러한 공분산 계산의 어려움을 해결하기 위해 계층적 분산 분해 절차가 제안되었다(T. Jin, 2008). 이 모델은 시스템 신뢰성 추정치를 

중간 레이어를 통해 부품 수준으로 분해하며, 부품 신뢰성 추정치가 인접한 상위 레이어에서 분산을 계산할 때 독립적으로 취급되도록 한다. 

이 방법은 공정 변동 분석에도 활용될 수 있으며, 시스템 신뢰성 분산을 최소화하여 강건하고 신뢰할 수 있는 시스템 설계에 기여한다. 

PM 관리는 단순히 시간 기반이 아닌 장비의 실제 열화 상태를 반영해야 한다. 장비 열화는 다양한 환경적, 운영적 요인에 의해 영향을 받

는다. 예를 들어, 전력 시스템에서 단락(short circuit) 및 과부하(overload)와 같은 과전류는 장비의 기계적 스트레스, 과열, 절연 열화 등

을 유발하여 부품 고장률을 증가시킨다. 이러한 과전류의 영향을 받는 부품의 고장률 모델(λ)을 사용하여 민감도 분석을 수행할 수 있으며, 

과전류 수준이 임계값을 초과할 때 유지보수 계획에 반영되어야 함이 입증되었다(S. Behzadirafi et al., 2015). 

반도체 제조 시 발생하는 유해 가스 오염 물질은 공정 툴 손상, 제품 부식, 웨이퍼 결함 및 작업자 부상을 유발할 수 있다. 따라서 청정실

(cleanroom) 환경에서 PM 활동 중 발생하는 오염 물질의 공간적, 시간적 분포를 제어하기 위한 예방 정비 대책이 중요하며, 염화 이온 오

염 물질은 Al-Cu 패턴 웨이퍼에서 금속 부식을 일으키는 주요 원인이 될 수 있다. 또한, 전력 변환 장치의 IGBT 모듈과 같은 핵심 부품은 

높은 습도에서 열화가 가속화될 수 있으며, 이에 대한 정비 필요성을 예측하는 연구도 진행되었다. 

3.3 PM 스케줄링 및 운영 최적화 기술 

장비 상태 진단 및 예측 결과를 바탕으로, PM 활동의 실행 시점과 방식을 최적으로 결정하고 실행 효율성을 극대화하는 수학적 모델 및 운

영 전략이 PM 자동화의 최종 목표로 볼 수 있다. 이와 관련하여 PM 스케줄링 및 운영 최적화 관련 연구도 진행되고 있다. 

PM 스케줄링 문제는 매우 복잡하여, 계층적 모델링 프레임워크가 해결책으로 제시되었다(J. A. Ramı́rez-Hernández et al., 2010). 상위 

계층에서는 마르코프 의사결정 프로세스(MDP)를 사용하여 장비의 확률적 고장 과정과 시스템의 수요 패턴을 포착하고 PM 주기나 시간 창

을 결정한다. 하위 계층에서는 혼합 정수 계획법(MIP) 모델을 사용하여 계획 기간 동안의 모든 PM 작업을 최적으로 스케줄링한다. MIP 모

델은 총 장비 가용성 및 처리량을 극대화하고 WIP 수준 및 PM 비용을 최소화하는 것을 목표로 하며, PM 작업 간의 상호 의존성, 예측되

는 WIP 수준, 인력 제약 조건, PM 시간 창 등을 고려한다. MIP 모델은 여러 PM 작업을 동시에 수행하는 통합(consolidation) 작업의 이

점을 정량적으로 고려할 수 있다. 

대규모 시스템에서 장비 건전성을 고려하여 동적 디스패칭과 PM 결정을 동시에 최적화하는 D-DDPM(Decomposed Dynamic 

Dispatching and Preventive Maintenance) 프레임워크가 개발되기도 하였다(B. Zhang et al., 2023). 이 프레임워크는 계산 복잡성을 해

결하기 위해 용량 분해 모델(Capacity Decomposition Model, CDM)을 사용하여 글로벌 문제를 다수의 단일 기계 DDPM 문제로 분해한

다. 이 방법을 통해 계산 복잡도가 기계 수에 선형적으로만 증가하여 대규모의 연관성 없는 병렬 기계(unrelated parallel machines) 시스

템에서도 적용 가능하다. 
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PM 활동이 복잡해지고 기간이 길어짐에 따라, PM을 더 짧고 자주 수행되는 작은 부분(splits)으로 분할하는 전략이 주기 시간(CT) 최적화

에 효과적인 방법으로 연구되었다(A. A. Kalir et al., 2017). 이는 PM의 변동성 영향을 줄임으로써 CT를 개선한다. PM 분할 전략의 핵심은 

분할에 수반되는 추가적인 설정 시간(setup, SU) 비용과 장비 가용성 감소를 CT 개선 이익과 상충시키는 데 있다. 또한, 현실적인 운영 조

건을 반영하여 PM 작업을 불균등한 부분으로 분할하는 경우에 대한 시뮬레이션 연구도 진행되었다. 연구 결과, 설정 시간이 클수록 PM 

분할의 부정적인 영향이 강해지며, 특히 툴셋 로딩이 매우 높은(95%) 제약 조건 하에서는 설정 시간이 작더라도 PM 분할이 이득을 낳지 

못할 수 있다. 반면, PM 실패 확률 및 후속 수리 활동이 고려된 확장 모델에서는 수리 예상 시간이 분할로 인해 감소하므로 PM 분할의 이

점이 더욱 강화되는 것으로 나타났다. 

PM 활동 자체의 품질과 효율성을 향상시키기 위한 분석 기술도 발전하고 있다. PM을 단일 활동이 아닌 준비(Pre-PM), 침습적 유지보수, 

도구 검증(tool qualification)과 같은 구성 요소로 세분화하여 비효율성을 파악하고 개선하는 프레임워크가 제시되었다(I. Regev et al., 

2016). PM의 예상 기간을 설명하는 모델은 PM 시작 시간, 모니터 결과와 같은 자동으로 추적되는 데이터를 활용하여 PM 부분별 평균 기

간을 비교함으로써 수동 데이터 입력의 변동성을 최소화한다. PM 기간의 비효율성은 주로 기계 간섭이나 불완전한 PM 실행으로 인한 모니

터링 실패 및 후속 수리 활동에서 발생하며, 이러한 요소를 정량화하여 PM 기간을 이론적 최소 시간으로 줄이는 것을 목표로 한다.  

또한, 광학 동작 캡처 센서(optical motion sensor)를 사용하여 정비 작업자(worker)의 움직임을 기록하고 분석하는 기술은 PM 자동화의 

또 다른 중요한 측면이다. 이 기술은 작업자의 동작(예: 습식 청소 시 닦는 동작)을 시계열 3D 좌표 데이터로 변환하여, 고품질 정비 작업

의 핵심 지표를 추출할 수 있다(M. Kagaya et al., 2017). 이를 통해 작업 방식에 대한 정보를 수치화된 데이터로 제공하여, 특정 작업자가 

수행할 때 생산성이 크게 증가하는 미기록된 '노하우'를 과학적으로 정의하고, 효율적인 교육 훈련 및 생산성 향상에 기여할 수 있다. 이 접

근 방식은 기존에 작업 기록(로그)만으로는 특정 결함의 정확한 원인(예: 플라즈마 식각 결함)을 파악하기 어려웠던 문제를 해결한다. 

 

4) PM 자동화의 궁극적 실현을 위한 PdM 기술 

PM 자동화는 단순히 장비의 유지보수 절차를 기계적으로 대체하는 수준을 넘어, 장비의 상태를 실시간으로 분석하고 고장을 사전에 예측

하여 최적의 시점에 유지보수를 수행하도록 하는 지능형 예지보전(Predictive Maintenance, PdM) 기술과 필연적으로 맞물릴 수밖에 없는 

진화적 단계에 있다. PM이 일정한 주기나 사용 횟수 등 사전에 정해진 기준에 따라 설비를 점검·교체하는 관리 체계라면, PdM은 장비가 

생성하는 대규모 상태 데이터와 공정 로그를 실시간으로 수집·해석하여, 고장 가능성과 열화 추이를 예측하고, 실제로 개입이 필요한 시점

을 데이터 기반으로 판단하여 PM의 자동화를 위한 중요한 기술적 수단이 될 수 있다. 

결국 PM 및 PdM은 어느 한쪽만으로는 완전한 자율 유지보수 체계를 구현할 수 없다. 즉, PdM이 제공하는 고장 예측 결과가 PM 자동화 

시스템의 동작 트리거(trigger)가 되고, PM 자동화가 수행한 결과는 다시 PdM의 학습 데이터로 환류되면서 지속적 최적화(Continuous 

Optimization)가 이루어진다. 반도체 제조 환경에서는 이러한 PM–PdM 통합이 곧 생산라인의 안정성과 가용성, 그리고 장비 수명과 비용 

효율성을 동시에 높이는 핵심 경쟁력으로 작용하게 된다. 

따라서 PM 자동화의 기술적 완성도를 높이기 위해서는 PdM의 발전 방향과 기술적 한계를 병행하여 이해할 필요가 있다. 최근 PdM은 AI 

기반 이상 탐지, 딥러닝 예측 모델, 디지털 트윈 기반 유지보수 시뮬레이션, 클라우드-엣지 통합 분석 등으로 빠르게 고도화되고 있으며, 

특히 반도체 제조 환경에서는 고신뢰·저지연의 데이터 수집 및 해석 능력이 핵심 경쟁력으로 부상하고 있다. PM 자동화는 장비의 상태를 

모니터링하고(PdM의 인지 결과에 따라) 로봇이 실제 정비 조치를 수행하여 장비를 가동시키는 전 과정을 포괄하는 개념이다. 이 과정에서, 

PdM 또는 CBM은 장비 건전성을 기반으로 유지보수 개입에 대한 의사결정을 내리는 변환 과정 및 장비 고장 시점을 예측하여 유지보수 

일정을 결정하는 예지 기능을 제공함으로써, 언제, 어떻게 조치를 취할지 판단하는 ‘인지 계층(Intelligence Layer)’ 역할을 한다. 

이러한 관점에서, 본 장에서는 2025년까지 IEEE에 게재된 PdM 관련 주요 논문 50편을 분석하여, 지난 25년간 PdM 기술이 어떤 방향으

로 진화해 왔는지를 살펴보고자 한다. 분석 대상에는 센싱·신호처리 기반 진단, 머신러닝 예측 알고리즘, 디지털 트윈 연계 플랫폼, 엣지-AI 

구조 등 다양한 접근법이 포함되어 있으며, 이를 통해 PdM 기술의 핵심 흐름, 세부 응용 영역, 그리고 향후 PM 자동화와의 융합 가능성

을 체계적으로 조망한다. 본 분석은 단순한 기술 분류를 넘어, 반도체 산업에서 PM 자동화를 지능형 자율 유지보수 체계로 발전시키기 위

한 연구개발 방향을 도출하는 데 목적이 있다. 
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4.1 데이터 전처리 및 건전성 지표 추출을 위한 지원 기술 

 

[그림 5] PLS 기반 장비 상태 모니터링 기법(C. -F. Chien et al., 2020) 

PdM의 효과를 높이기 위한 첫 번째 단계는 센서 및 공정 데이터를 분석에 적합한 형태로 가공하고 장비의 상태를 대표할 수 있는 유의미

한 지표를 추출하는 것이다. 반도체 제조 공정에서 수집되는 방대한 양의 상태 변수 식별자(SVID) 데이터는 종종 다중 공선성(multi-

collinearity) 문제를 가지므로, 주성분 분석(PCA)과 부분 최소 제곱(PLS)과 같은 차원 축소 및 특징 선택 기법이 적용되어 노이즈를 제거

하고 핵심적인 정보를 추출한다(Y. J. Cruz et al., 2025) 

예를 들어, 실리콘 카바이드 MOSFET(SiC MOSFET)의 고장 예지를 위한 데이터 기반 접근 방식에서는 PCA를 활용하여 센서 데이터의 

차원을 줄이고 노이즈를 걸러내며, 실시간 온라인 구현을 위한 강력한 이상 탐지 지표를 설정한다. PLS는 SVID 데이터와 FDC(Fault 

Detection and Classification) 매개변수로부터 특징 점수(feature scores)를 추출하여 장비 건전성 모델을 구축하는 데 활용되며, 이는 희

귀한 고장 이벤트가 발생하는 환경에서 특히 유효하다(C. -F. Chien et al., 2020). 

PdM 시스템의 핵심 구성 요소인 건전성 지수(Health Index, HI)는 장비의 실시간 상태를 종합적으로 평가하기 위해 개발되었다. 계층적 

장비 건전성 지수(EHI) 프레임워크는 데이터 전처리, 통계적 공정 관리(SPC), 그리고 분석적 계층 프로세스(AHP)와 같은 기법들을 통합하

여 수많은 SVID들을 단일의 포괄적인 지표로 집계하고, 이상 징후 발생 시 계층적 분해(hierarchy decomposition)를 통해 근본 원인을 

추적할 수 있도록 지원한다(S. -X. Kao et al., 2023).  

또한, 동적 시간 워핑(Dynamic Time Warping, DTW)은 와이어 본딩 장비의 위치 오류(positioning error) 진단을 위한 프레임워크에서 스트리

밍 시계열 데이터로부터 유의미한 정보를 잘라내고(cropping) 정상 및 불량 데이터 세트를 수집하는 데 사용된다(P. Li et al., 2019). 예를 들어, 

드라이 에칭 챔버의 오염 축적을 모니터링하기 위해 제안된 체계적인 방법론은 조각별 선형 근사(Piecewise Linear Approximation, PLA)를 수

정하여 공정 트레이스 데이터로부터 오염 축적 관련 특징을 추출하며, 이는 RUL 예측을 위한 기반을 제공하기도 한다. 
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데이터의 희소성 및 불균형 문제를 해결하기 위한 기술인 합성 데이터 생성(Synthetic Data Generation)은 심층 학습 모델 훈련에 필수적인 역

할을 한다. 예를 들어, 반도체 레이저의 PdM 프레임워크에서는 GAN(Generative Adversarial Neural Network) 모델이 실제 실험 데이터와 유

사한 신뢰성 데이터를 생성하는 데 사용되었으며, 이 합성 데이터는 심층 학습 모델의 성능을 향상시키는 데 기여했다(K. Abdelli et al., 2022). 

SiC MOSFET RUL 예측에서도 합성 데이터를 포함하여 증강된 데이터 세트로 훈련된 모델이 가장 우수한 결과를 보였다. 

가상 계측(Virtual Metrology, VM)은 실제 계측 없이 공정 데이터로부터 장비 상태를 예측하는 기술로, PdM을 지원하는 핵심 기술로 간주

된다. VM 기반 기준선 예지보전(VM-based Baseline Predictive Maintenance, BPM) 방안은 VM 기술로 장비의 건전한 기준선 모델(TD 

baseline model)을 생성하여 고장 탐지 및 예지의 참조값으로 사용하며, 대규모 과거 고장 데이터 없이도 고장 진단 및 예지 기능을 수행

할 수 있도록 한다. 이 방식에서는 KIS(Keep Important Sample) 및 DMW(Dynamic Moving Window) 기법을 오프라인 및 온라인 운영

에서 사용하여 건전하고 일관된(Concise and Healthy, C&H) 샘플을 선택 및 관리하며, 이는 기준선 모델의 정확도를 유지하는 데 중요하

다(Y. -S. Hsieh et al., 2013). 

4.2 심층 학습 및 첨단 기계 학습을 이용한 RUL 예측 

예지보전의 궁극적인 목표인 잔여 유효 수명(RUL) 예측은 비선형적이고 복잡한 장비 열화 패턴을 모델링하는 심층 학습(DL) 기법에 의해 

주도된다. 특히 시계열 데이터의 장기적인 의존성(long-term dependencies)을 포착하는 순환 신경망(RNN)의 변형들이 널리 채택되었다. 

장단기 메모리(LSTM) 네트워크는 RNN의 문제점인 기울기 소실(gradient vanishing) 문제를 해결하기 위해 개발되었으며, SiC MOSFET

의 RUL 예측이나 리튬 이온 배터리 수명 예측 등 다양한 분야에 적용된다. 게이트 순환 유닛(GRU)은 LSTM보다 단순화된 구조로, 레이저 

장비의 성능 열화 예측과 RUL 예측에 사용된다. 반도체 레이저의 PdM 프레임워크에서는 어텐션 기반 GRU(Attention-based GRU) 모

델이 실시간 성능 열화 예측에 사용되었는데, 이는 모델이 관련성이 높은 특징에 더 집중하도록 하여 예측 정확도와 모델 강건성을 향상시

킨다. 양방향 장단기 메모리(Bi-directional Long Short-Term Memory, BiLSTM)는 전력 장치(power device)의 열화 프로파일 예측에 

사용되어, 더 많은 건전성 정보가 확보될수록 수명 예측 정확도가 향상됨을 보여주었다(A. Vaccaro et al., 2023). 

시간 컨볼루션 네트워크(Temporal Convolutional Network, TCN)는 시퀀스 모델링에서 LSTM이나 GRU 같은 순환 아키텍처보다 단순하

면서도 효과적이며, 직접적인 특징 학습을 통해 가볍고 효과적인 예측 모델을 구축할 잠재력을 가진다. TCLSTM(Temporal Convolution-

based LSTM) 네트워크는 TCN을 사용하여 시계열 데이터로부터 특징을 추출하고, 추출된 특징들 간의 시간적 의존성을 학습하기 위해 

LSTM 및 어텐션 레이어를 결합한 구조이다. 이 모델은 이온 밀 에칭(Ion Mill Etching) 공정의 RUL 예측에서 낮은 예측 오차를 달성하며, 

다른 심층 학습 모델들보다 우수한 성능을 보였다(C. -Y. Hsu et al., 2022). 

전기적 속성들 간의 내재적 상호작용(attribute interactions)과 시간적 변화(temporal dependence)를 동시에 포착하기 위해 시공간 그래

프 컨볼루션 네트워크(Spatio-Temporal Graph Convolutional Network, STGCN) 구조도 제안되었다(Y. Jiang et al., 2022). Electrical-

STGCN은 산업용 장비의 PdM을 위해 이 두 가지 특징을 모두 고려하여 건전성 추정을 수행한다. 특히 이 모델은 그래프 기반 PdM 적용

에서 발생하는 오버 스무딩(oversmoothing) 문제를 해결하기 위한 새로운 커널 함수를 도입했으며, 이는 대칭-정규화된 라플라시안 행렬

(symmetric-normalized Laplacian matrix)의 고유 벡터를 사용하여 속성 상호작용을 모델링한다. 

심층 학습 외에도 랜덤 포레스트(Random Forest, RF)와 베이즈 릿지 회귀(Bayesian Ridge Regression, BRR)와 같은 고전적인 기계 학

습 기법들이 전력 전자 장치의 건전성 평가에 효과적으로 사용되기도 한다. SiC MOSFET의 상태 예측을 위한 2단계 머신러닝 파이프라인

에서는 RF 분류기가 장치 상태를 '건전(Healthy)' 또는 '고장 전(Pre-failure)'으로 분류하며, 장치가 고장 전 상태로 분류된 이후에만 BRR 

회귀 모델이 열화 궤적을 예측하여 RUL을 추정한다(C. L. Kahraman et al., 2024). 이 방식은 계산 효율성을 높이고 예측 불확실성을 정량

화하는 데 유리하다. RF는 또한 복잡한 챔버 공정 도구의 가용성 변동성을 줄이고 평균 고장 간격 시간(MTBF)을 늘리는 데 사용되어 불필

요한 예방 유지보수를 방지한다. 

또한, 칩 프로빙 공정에서 프로브 카드의 RUL 예측 정확도를 높이기 위해, 단일 변수 대신 여러 특징을 추출하여 예측하는 다변량 시계열 

예측(TSPMVA) 방식이 제안되기도 하였다.  
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4.3 확률론적 모델 및 베이즈 기반 추정 기법 

예측 결과의 불확실성을 정량화하고 비선형 시스템의 상태를 추적하는 데는 확률론적 모델들이 중요한 역할을 한다. 입자 필터(Particle 

Filter, PF)와 그 변형(예: Auxiliary PF)은 열화 데이터의 비선형적이거나 비가우시안적인 특성을 효율적으로 처리하며, 새로운 측정 데이터

를 지속적으로 통합하여 온라인 RUL 업데이트를 가능하게 한다. 에피택시 공정의 예측 유지보수 시스템에서는 칼만 예측기(Kalman 

Predictor)와 가우시안 커널 밀도 추정기(Gaussian Kernel Density Estimator)를 사용한 입자 필터가 공정 동작을 예측하고 센서 제어 조

치를 미리 계획하는 데 사용된다(G. A. Susto et al., 2012). 

전자 부품의 건전성 평가 및 잔여 수명 예측을 위해 Cox의 비례 위험(Proportional Hazards, PH) 모델을 연속 시간 마르코프 체인

(Continuous-Time Markov Chain, CTMC)과 통합하는 방법론도 제시되었다(C. L. Kahraman et al., 2024). 이 방법은 부품의 동작 연령

과 모니터링되는 열화 상태를 동시에 고려하여 조건부 신뢰도 특성과 평균 잔여 수명(MRL)을 명시적이고 효율적인 공식으로 계산할 수 있

게 하며, 실시간 계산에 유리하여 PdM 의사 결정 및 시스템 제어 전략 최적화에 활용될 수 있다. 

PdM의 최종 단계는 예측 결과를 바탕으로 최적의 유지보수 시점을 결정하여 비용을 최소화하는 것이다. 반도체 플라즈마 식각 장비의 유

지보수 계획 업데이트 방법은 예측된 고장 시점의 확률적 변동성을 고려하여 기대 유지보수 비용을 계산한다. 이 방법은 비계획적인 고장으

로 인한 비용(예: 웨이퍼 스크랩 비용)과 조기 교체로 인한 비용을 모두 고려하며, 가장 최근 계획된 유지보수 시점에서의 기대 비용이 가장 

낮을 경우 추가 PdM 작업을 통합하도록 결정한다. 이 방식은 유지보수 비용을 절감하는 데 효과적임을 입증했다(S. Umeda et al., 2021). 

데이터가 부족한 환경, 특히 희귀한 고장 이벤트가 발생하는 경우에 적용되는 퍼지 소수점 학습(Fuzzy Few-Shot Learning, FFSL) 기반 

PdM 프레임워크는 포토마스크 헤이즈 결함을 사례 연구로 제시되었다(H. -H. Huang et al., 2024). 이 방법은 데이터 불균형 문제를 완화

하기 위해 비정상 데이터만을 사용하여 모델을 훈련하며, 속성 분류와 퍼지 유사성(Fuzzy Similarity, FS)을 사용하여 컴포넌트 이질성 및 

간접 데이터의 불확실성을 처리한다. FS가 특정 임계값(threshold)을 초과하면 검사가 시작되며, 오탐지일 경우 자체 점검 지수(Self-

inspection Index, SI)를 사용하는 자가 모니터링 단계로 전환된다. 

4.4 전이 학습 및 도메인 적응 기법 

PdM 모델의 일반화 능력과 데이터 희소성 문제를 해결하기 위해 전이 학습(Transfer Learning) 기법이 사용된다. 이온 밀 에칭(IME) 공정

의 고장 예지를 위한 2단계 전이 학습(Two-Stage Transfer Learning) 접근 방식은 TCN(Temporal Convolutional Network)과 도메인 적

대적 신경망(Domain-Adversarial Neural Network, DANN)을 결합한 TCN-DANN 모델을 제안한다(C. Liu, L. Zhang et al., 2021). 1단

계에서는 도메인 적대적 학습을 통해 서로 다른 장비(tools) 간의 데이터 분포 불일치(discrepancy)를 해소하고 장비 불변 특징(tool-

invariant features)을 추출한다. 2단계에서는 1단계에서 잘 훈련된 모델을 사전 훈련 모델(pretrained model)로 사용하여 데이터가 부족한 

다른 고장 모드에 미세 조정(fine-tuning)을 적용함으로써 데이터 요구량과 훈련 시간을 크게 줄인다. 

4.5 지능형 자동화 및 기타 요소 기술 

반도체 제조 환경의 지능형 자동화(Intelligent Factory Automation, iFA) 시스템에는 예측 유지보수 시스템(IPM)이 통합되어 제로 불량 제

조(Zero-Defect Manufacturing) 목표 달성을 지원한다. 이는 장비 엔지니어링 데이터(EE data)를 수집하고 이를 기반으로 잠재적 고장을 

온라인으로 예측하는 e-진단(e-Diagnostics) 프레임워크를 통해 실현된다. 최근에는 대규모 언어 모델(Large Language Model, LLM)의 

잠재력이 인식되어 제조 복잡성을 관리하고 분석하는 데 활용될 수 있으며, 이는 PdM 및 유지보수 최적화 개선의 미래 방향으로 간주된다

(Y. J. Cruz et al., 2025). 
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III. 설문 조사 결과 및 산업 인사이트 

본 장에서는 2025년 7~8월 동안 수행된 ‘반도체 PM(Preventive Maintenance) 자동화’ 관련 업계 설문조사의 주요 결과를 체계적으로 

정리하고, 이를 통해 현재 산업계가 인식하고 있는 PM 자동화의 수준과 과제, 그리고 향후 표준화·R&D 방향을 도출하고자 한다. 이번 조

사는 SEMI Korea 산하 Autonomous Fab Working Group(Afab WG)이 반도체산업협회(KISA)와 함께 추진한 공식 활동으로, 단일 기업

의 내부 의견이 아니라 반도체 제조사, 장비·부품 공급업체, 로봇 및 소프트웨어 기업 등 실제 공급망에 속한 다양한 주체들의 응답을 기반

으로 하고 있다는 점에서 의미가 크다. 다시 말해, PM 자동화가 ‘해야 할 일’인지 여부를 묻는 수준을 넘어, 업계가 실제로 어디까지 준비

되어 있고 무엇 때문에 다음 단계로 가지 못하는지를 확인하는 데 초점을 맞춘 조사라고 볼 수 있다. 이를 통해 PM 자동화를 둘러싼 산업

계의 인식 구조를 현황 및 한계의 구조적 이슈로 정리하고, 후속 장에서 제시될 정책적·기술적 추진 방안의 근거를 마련하고자 한다. 

 

1) 조사 설계 및 응답자 특성 

 [표 1] 설문 응답자 특성 

 

본 설문조사는 2025년 7월 6일부터 8월 31일까지 총 56일간 온라인 방식으로 진행되었으며, 국내외 반도체 산업 공급망 내 관련 기업 담

당자 총 79명이 참여하였다. 주요 설문 항목은 PM 자동화의 정의와 도입 목표, 로봇 적용 범위 및 과제, PM 부품 이송 자동화, PM 부품 

모듈화 가능성, 그리고 통신 프로토콜 및 인터페이스에 관한 내용으로 구성되었다. 

응답자의 회사 분야별 특성을 분석한 결과, Equipment and Sub-systems supplier가 48.1%(38명)로 가장 높은 비중을 차지했으며, 

Device Manufacturing이 19.0%(15명), Robot Manufacturer가 12.7%(10명), Software supplier가 8.9%(7명) 순으로 나타났다. 

PM 자동화에 대한 업계의 일반적인 정의는 '대부분의 PM 절차는 시스템/로봇 등의 도구로 대체 가능하되, 일부 인간의 지원은 필요하다'

는 답변이 70.9%로 압도적인 응답을 기록했다. 이는 PM 자동화가 사람의 개입 없이 완전히 자동화되는 수준(12.7%)보다는 자동화 도구

와 사람의 협력이 필요한 수준으로 인식되고 있음을 보여준다. 이러한 정의 수준의 PM 자동화에 도달하는 기간은 응답자의 절반에 가까운 

49.4%가 10년을 예상했으며, 평균 도달 기간은 8.23년으로 산출되었다. 
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[그림 6] PM 자동화의 정의 

PM 자동화를 통해 달성하고자 하는 가장 주요한 목표는 '가동 중단 시간 감소'가 가장 높게 나타났으며, 생산성 향상이 자동화의 핵심 동인

임을 명확히 했다. 다음으로는 '유지보수 비용 절감', '작업자 안전성 향상', '데이터 정확성 및 추적성 향상' 순으로 나타났다. 

한편, PM 자동화 성공을 측정하기 위한 주요 성과 지표(KPI)로는 '장비 가동 시간'이 45.6%로 가장 높은 응답을 기록하여, 목표인 '가동 중

단 시간 감소'와 일치하는 지표를 선택하고 있음이 확인되었다. 

 

[표 2] PM 자동화 정의의 회사 분야별 사례수 
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[표 3] PM 자동화를 통해 달성하고자 하는 주요 목표(1순위) 

 

 

2) 주요 설문 결과 분석 

반도체 분야 표준화 활동 필요성에 대해 국문 설문지 응답자 전원(100.0%)이 ‘필요하다’고 응답하여 산업 전반의 강력한 공감대가 형성되

어 있다. 이러한 표준화의 가장 큰 목적은 '제품 및 업무 행위의 단순화와 호환성 향상'(39.0%)이었으며, 그다음은 '인터페이스 호환성

'(27.1%)으로 나타났다. 특히 Device Manufacturing 분야에서는 '인터페이스 호환성'이 50.0%를 차지하며 표준 인터페이스 확보의 중요

성을 강조했다. 

 

[그림 7] 표준화의 가장 큰 목적 
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2.1 PM 자동화 장비 설계 및 로봇 도입 표준화 요구 

가. 자동화 고려 장비 설계 및 하드웨어 개선 

 

[그림 8] PM 자동화에 있어 하드웨어 개선 항목 

PM 자동화 구현에 있어 가장 시급한 하드웨어 개선 항목으로 1+2+3순위 합산 결과 '자동화를 고려한 장비 설계'가 87.3%로 압도적인 1

위를 차지했다. 이는 자동화 솔루션을 도입하기 전에 장비 자체의 근본적인 설계 변경이 필요함을 시사한다. 

PM 작업에 로봇을 도입하는 경우, 응답자들은 ‘PM 부품 교체'(50.6%)에 로봇 도입이 가장 필요하다고 보았으며, ‘볼트/너트 체결 해체

'(39.2%) 및 '정상 체결 여부 검사'(36.7%)가 뒤를 이었다. 도입을 고려 중인 로봇 형태는 '이동형 협동 로봇'이 59.5%로 과반 이상을 차

지했다. 

 

[표 4] 로봇 도입이 필요한 작업 (복수 응답) 

 

 

나. 로봇 플랫폼 공용화 및 Arm 형태 
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PM을 위한 로봇용 플랫폼의 공용화 필요 여부에 대해서는 54.4%가 '예'라고 응답했으나, 38.0%는 '상황에 따라 다르다'고 응답하여, 특정 

작업 환경에 따른 유연성도 고려해야 할 부분임을 나타냈다. 로봇의 최종 설계 관점에서 적합한 arm 형태로는 '특정 작업에 맞춘 복수의 

arm'이 50.6%로 가장 높은 응답을 기록했다. 그러나 Device Manufacturing과 Wafer Manufacturing 분야에서는 '다양한 작업을 위한 

손가락형 구조'가 절반 이상의 비율을 차지하여, 사용 환경에 따라 다목적 핸드의 수요가 높음을 알 수 있다. 

 

[표 5] 로봇의 최종 설계 관점에서 PM 작업에 적합한 arm 형태 

 

2.2 통신 프로토콜 및 데이터 추적 표준화 

 

[그림 9] PM 자동화를 위한 별도의 통신 프로토콜 필요 여부 

 

PM 자동화의 성공적인 구현을 위해 데이터 및 통신 영역의 표준화에 대한 업계의 요구가 매우 강력하게 나타났다. 전체 응답자의 73.4%가 PM 

자동화를 위한 별도의 통신 프로토콜이 필요하다고 응답했으며, 이는 특히 Software supplier(100.0%)와 Device Manufacturing(86.7%) 분야에

서 가장 높은 필요성으로 확인되어, 장비와 시스템 간의 원활한 데이터 교환 및 제어를 위한 인터페이스 호환성 확보가 최우선 과제임을 시사한다. 
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실제로 설문 응답자들이 표준화의 가장 큰 목적으로 '인터페이스 호환성'(27.1%)을 꼽았으며, 이는 통신 규격의 정립이 자동화 환경 구축의 필수 요

소임을 재차 강조한다. 하드웨어 개선 항목에서도 'PM Parts Data 추적 표준 체계 구축'이 1+2+3순위 합산 결과 46.8%의 응답률을 기록하여, 물

리적인 장비 개선만큼이나 부품 데이터의 표준화 및 추적 가능성 확보가 중요하게 인식되고 있다. 

PM 부품의 수명 및 상태 정보 관리 측면에서, Wafer Count나 RF Timer 기반 부품 외에 Valve Open/Close 횟수 등으로 수명이나 상태

를 알 수 있는 부품에 대해 조사한 결과, 응답자의 55.6%가 'PM 시작/종료 시점 정보 및 세부 Process 정보'를 통해 이러한 부품의 상태

를 파악할 수 있다고 응답했다. 그러나 현재 다른 조건으로 수명이나 상태를 알 수 있는 부품의 비율은 60.0%가 '필수 부품(≤30%)'에 한

정된다고 보아, 대다수 부품에 대한 데이터 기반의 수명 예측 및 관리 체계가 아직 미흡함을 드러냈다.  

 

[그림 10] 다른 조건으로 수명이나 상태를 알 수 있는 부품의 비율 

그럼에도 불구하고, 지원하고 있지 않은 부품 수명 정보의 향후 개발 계획에 대해 조사한 결과, 응답자의 55.6%가 '개발 계획 중'이라고 응

답하여, 업계가 부품 데이터 확보 및 추적 시스템 구축 노력을 활발히 진행하고 있음을 확인할 수 있다.  

한편, Host 운영 기반 장비의 PM 자동화 시나리오 개발 계획 여부에 대해서는 '개발 계획 없음'이 46.7%로 가장 높은 비중을 차지했는데, 

이는 PM 자동화의 실행 단계가 아직 초기이며, 상위 시스템(Host)과의 연동을 통한 포괄적인 자동화 시나리오 구축에는 시간이 더 필요함

을 나타낸다. 궁극적으로, PM 자동화는 장비 내외의 모든 부품과 작업 정보를 표준화된 통신 프로토콜을 통해 수집 및 분석하는 종합적인 

데이터 인프라 구축에 달려 있으며, 이를 통해 장비의 가동 중단 시간을 최소화하려는 목표를 달성할 수 있을 것으로 보인다. 

2.3 PM 부품 이송 자동화 및 모듈화 표준화 

 

[그림 11] 부품 자동 배송을 위한 부품 박스 관련 설문 결과 

PM 자동화 구현에 필수적인 물리적 인프라 영역, 즉 부품 이송 자동화 및 PM Part 모듈화에 대한 표준화 요구와 현실 인프라 간의 격차

가 명확하게 드러났다. Equipment and Sub-systems supplier 응답자의 73.7%가 부품 자동 배송을 위한 포장 박스의 규격화가 필요하
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다고 강력하게 응답했는데, 이는 PM 자동화의 효율성을 극대화하기 위해 물류 단계에서의 표준화가 필수적임을 시사한다. 그러나 현재 인

프라 수준은 이러한 요구를 전혀 반영하지 못하고 있는 실정이다. 해당 공급업체 응답자의 97.4%가 현재 사용하는 부품 박스가 자동 배송

을 고려하여 설계된 것이 아니며, 일반적인 Fab용 박스를 사용하고 있다고 응답했고, 부품 자동 배송 검토 여부에 대해서도 68.4%가 '아니

오'라고 답변하여 부품 물류 자동화 준비가 매우 미흡한 것으로 나타났다. 현재 부품 배송용 박스 운영 규정은 63.2%가 '부품에 맞게 개별 

선택하여 사용'되고 있어, 물류 표준화가 부재한 상황이다. 

나아가, 부품 자동 배송의 기본 정보 확보 역시 불충분한 것으로 분석된다. Equipment and Sub-systems supplier 응답자 중 납품하는 부품에 대

한 크기 및 무게 정보를 보유하고 있는 비율은 47.4%로 가장 높았지만, CoA(Certificate of Analysis)에 크기 및 무게 정보를 포함하는지 여부에 대

해서는 50.0%가 '요청한 부품에만 선택적으로 포함됨'이라고 답하여, 부품의 물리적 데이터를 표준적으로 관리하는 체계가 부족함을 보였다. 특히 

자동 배송을 검토 중인 소수 응답자(12명)들은 팹 내 자동 배송을 위한 준비 항목으로 '로봇 평가'(50.0%) 외에도 '포장 규격화'(33.3%)와 '장비 레

이아웃 검토'(33.3%)를 높게 꼽아, 자동화 시스템 도입 전에 포장 표준화와 장비 환경 정비가 필수적임을 인식하고 있다. 

 

[그림 12] 팹 내 부품 자동 배송을 위한 준비(복수 응답) 

한편, PM Part의 모듈화 개발 계획을 보유하고 있거나 개발 중인 Equipment and Sub-systems supplier는 55.3%로 과반수를 차지하며, 부품 공

급업체들이 장기적으로 자동화에 필요한 부품 구조 개선을 시도하고 있음을 보여준다. PM Parts 모듈화는 PM 자동화에 있어 하드웨어 개선 항목 

중 1+2+3순위 합산 결과 63.3%의 응답률을 기록하며, '자동화 고려한 장비 설계'(87.3%) 다음으로 중요한 개선 항목으로 인식되었다. 

 

[그림 13] PM Part의 모듈화 개발 시 가장 큰 장애 요인 

하지만 모듈화 개발 시 가장 큰 장애 요인은 '먼 미래의 기술로 보고 리소스 투입이 부담됨'이 36.8%로 가장 높은 비중을 차지했으며, 모
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듈화 실현 가능 시점 역시 평균 8.68년, 가장 높은 응답은 10년(47.4%)으로 나타나, 모듈화가 장기적인 과제로 인식되고 있음과 동시에, 

기업들이 당장의 자원 투입에 대한 부담을 크게 느끼고 있음을 알 수 있다. 결과적으로, PM 자동화를 통한 효율성 극대화를 위해서는 현재 

부재한 부품 이송 박스 규격 및 부품 데이터 관리 체계를 서둘러 표준화하고, 모듈화와 같은 장기 기술 개발에 대한 산업계 차원의 지원과 

로드맵 수립이 시급한 것으로 보인다. 

2.4 청정도 평가 등 기타 표준화 요구 

PM 자동화에 직접적인 기술 요소 외에 간접적으로 영향을 미치는 환경 및 시스템 연동 요소들에 대한 설문 결과를 상세히 분석하면, 청정

도 관리 표준 필요성과 로봇 운용 방식, 그리고 상위 시스템(Host) 기반 시나리오 개발 현황 등이 주요한 기타 시사점으로 도출된다. 청정

도 평가 방법에 대한 표준 필요 여부를 묻는 질문에 응답자의 84.8%가 '예'라고 응답했는데, 이는 Device Manufacturing 분야(80.0%)부

터 Equipment and Sub-systems supplier(84.2%), Robot Manufacturer(90.0%), Fab Infrastructure and Services(100.0%), 

Materials supplier(100.0%), 그리고 Software supplier(100.0%)까지 산업 전 분야에 걸쳐 자동화 장비 및 로봇 도입 시 요구되는 작업 

환경의 표준화된 기준 설정이 필수적임을 강력하게 뒷받침한다. 

로봇 운용 및 분류 방식과 관련하여, 응답자들은 '다수의 로봇이 분업'하는 방식과 '한 대의 로봇이 대부분(절반 이상)의 작업을 수행'하는 방

식을 각각 43.0%로 동일하게 선호했는데, 이는 PM 작업의 특성에 따라 단일 로봇의 다기능적 운용과 다수 로봇의 협업 및 분업 체계가 

동시에 고려되고 있음을 시사한다.  

특히 Wafer Manufacturing 분야에서는 '한 대의 로봇이 대부분의 작업을 수행'한다는 응답이 75.0%로 높게 나타났으며, Software 

supplier 분야에서는 '다수의 로봇이 분업'이 85.7%로 압도적인 응답을 기록하여, 각 분야의 공정 특성과 로봇 운용 철학에 따라 로봇 분

류/운용 방식에 대한 선호도가 다름을 알 수 있다.  

이러한 로봇 운용 방식을 실현하기 위한 로봇 플랫폼의 공용화 필요 여부에 대해서는 54.4%가 '예'라고 응답했지만, 38.0%는 '상황에 따라 

다르다'고 응답하여, 로봇 플랫폼 표준화가 필요함과 동시에, 다양한 PM 작업 환경을 수용할 수 있는 유연성이 함께 요구됨을 나타낸다. 

 

[그림 14] PM을 위한 로봇용 플랫폼의 공용화 필요 여부 

또한, PM 자동화의 포괄적인 제어 및 관리 체계를 구축하는 데 필수적인 Host 운영 기반 장비의 PM 자동화 시나리오 개발 계획에 대해 

조사한 결과, Equipment and Sub-systems supplier 또는 Software supplier 응답자 중 46.7%가 '개발 계획 없음'이라고 응답하여, PM 

자동화의 기술적 준비가 진행되고 있음에도 불구하고, 팹 전체를 아우르는 상위 시스템(Host) 연동 자동화 시나리오 구축은 아직 초기 단계

에 머물러 있음을 보여준다. 다만, '개발 계획 중'이라는 응답도 35.6%를 차지하며, 장기적으로는 Host 운영 기반의 통합 PM 자동화 체계

를 구축하려는 노력이 이어질 것임을 예측할 수 있다. 

마지막으로, PM 자동화 도입 외에 보유/개발 중인 기술의 표준화 희망 여부에 대해서도 응답자의 84.7%가 '예'라고 긍정적으로 답변하여, 
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PM 관련 기술뿐만 아니라 전반적인 반도체 기술 분야에서 표준화에 대한 광범위한 수요가 존재함을 확인시켜준다. 

 

3) 주요 시사점 정리 

(시사점 1) 표준화 활동에 대한 산업 전반의 완벽한 공감대 형성 및 선행 R&D 지원 요구 

반도체 제조 공급망 내의 모든 응답자는 PM 자동화 구현의 핵심 전제 조건인 표준화 활동의 필요성에 대해 100.0%가 '필요'하다고 응답

하여, 업계 전반에 걸쳐 강력한 공감대가 형성되어 있음을 명확하게 보여준다. 이러한 전폭적인 표준화 요구는 단순한 기술적 통합을 넘어, 

응답자의 39.0%가 선택한 '제품 및 업무 행위의 단순화와 호환성 향상'을 가장 큰 목적으로 하며, 이어서 27.1%가 지목한 '인터페이스 호

환성' 확보가 중요한 목표로 인식되고 있다.  

특히 Device Manufacturing 분야에서는 '인터페이스 호환성'이 표준화의 가장 큰 목적이라는 응답이 50.0%를 차지했는데, 이는 다양한 

장비와 시스템을 운영해야 하는 제조 환경에서 연동성 확보가 핵심적인 과제임을 강조한다. 이와 같이 높은 표준화 의지를 실제 결과로 이

어가기 위해, 산업계는 가장 필요한 지원 활동으로 '국제·국가 표준화를 위한 선행 R&D 추진'을 67.8%로 가장 높게 꼽았으며, 이는 개별 

기업들이 감당하기 어려운 장기적인 기술 및 인프라 구축에 국가적 또는 협회 차원의 선도적인 연구 및 지원이 절실함을 의미한다. 

(시사점 2) PM 자동화 목표의 명확성과 장기 투자 리소스 부담에 따른 실행 지연 

PM 자동화에 대한 업계의 일반적인 정의는 '모든 PM 절차에서 사람의 개입 없이 완전히 자동화'되는 수준(12.7%)보다는, '대부분의 PM 

절차는 시스템/로봇 등의 Tool로 대체 가능하되, 일부 인간의 지원은 필요'(70.9%)한 협업적 자동화 수준으로 수렴되었다. 이러한 PM 자

동화를 통해 달성하고자 하는 가장 핵심적인 목표는 1순위와 1+2+3+4순위 모두에서 '가동 중단 시간 감소'가 각각 38.0%, 92.4%를 기록

하며 압도적인 1위로 확인되었다. PM 자동화 성공의 주요 성과 지표(KPI) 역시 '장비 가동 시간'이 45.6%로 가장 높은 응답을 기록하여, 

생산성 향상이라는 목표와 지표가 일관성을 보인다.  

하지만 이러한 명확한 목표에도 불구하고, 실제 실행 단계에서는 어려움을 겪고 있는데, 응답자의 49.4%가 PM 자동화 목표 수준에 도달

하는 데 '10년'을 예상했으며 평균 도달 기간은 8.23년으로 산출되어, 장기적인 관점에서 기술 개발이 필요함을 시사한다.  

더욱이 PM 자동화 로드맵에 관련 항목이 반영되지 않은 주된 이유를 조사한 결과, 응답자의 75.0%가 '아직은 시기상조이며, 리소스 부담

이 있음'을 꼽았고, '검토는 했지만 실현 가능성이 낮음'이 43.8%로 뒤따라, 높은 목표 의지에도 불구하고 단기 투자 대비 불확실성과 재정

적 부담 때문에 실제적인 로드맵 이행이 지연되고 있음이 확인되었다. 

(시사점 3) 자동화 효율 극대화를 위한 장비 설계 및 하드웨어 아키텍처의 선제적 개선 요구 

PM 자동화의 효율성을 극대화하기 위해서는 장비 운용 환경과 부품 자체의 하드웨어적 구조 개선이 필수적인 것으로 나타났다. PM 자동화

에 있어 하드웨어 개선 항목 중 1+2+3순위 합산 결과, 응답자의 87.3%가 '자동화 고려한 장비 설계'를 가장 높은 필요성으로 지목했으며, 

이는 자동화 로봇이나 소프트웨어 도입 이전에 장비 자체를 자동화 친화적으로 재설계하는 것이 성공의 핵심 전제 조건임을 의미한다.  

또한, PM 자동화 로드맵에 실제로 반영된 항목에서도 'PM 업무 방식/환경의 변화'(1+2+3순위 합산 92.4%)와 '장비 설계 변경'(1+2+3순

위 합산 87.3%)이 최상위에 위치하여, 장비 제조업체들이 구조적인 개선을 시도하고 있음을 보여준다.  

장기적인 관점에서 부품의 구조 개선인 PM Part의 모듈화는 Equipment and Sub-systems supplier의 55.3%가 개발 계획을 보유하거

나 개발 중이라고 응답했으며, 모듈화는 하드웨어 개선 항목 중 63.3%의 응답률을 기록하며 중요한 개선 과제로 인식되었다. 하지만 모듈

화 개발 시 가장 큰 장애 요인은 '먼 미래의 기술로 보고 리소스 투입이 부담됨'(36.8%)으로 나타났고, PM Part 모듈화 실현 가능 시점 역

시 응답자의 47.4%가 10년을 예상하여, 부품의 모듈화는 높은 잠재력을 가졌음에도 불구하고 장기적인 시각과 투자 부담 문제가 발목을 

잡고 있다. 
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(시사점 4) 부품 물류 자동화와 포장 규격화의 시급한 격차 문제 

PM 자동화의 물리적 인프라 영역인 부품 이송 및 물류 체계는 자동화 요구 수준 대비 현실 인프라의 격차가 가장 큰 영역으로 나타났다. 

Equipment and Sub-systems supplier 응답자의 73.7%가 부품 자동 배송을 위한 포장 박스의 규격화가 필요하다고 응답했으나, 현재 

사용하는 부품 박스가 자동 배송을 고려하여 설계되었는지에 대한 질문에 97.4%가 '아니오, 일반적인 Fab용 박스를 사용한다'고 답변하여, 

자동화 시스템 도입을 위한 물리적 표준이 거의 부재한 상태임을 확인시켜준다. 부품 자동 배송 검토 여부에 대해 68.4%가 '아니오'라고 

응답했으며, 현재 부품 배송용 박스 운영 규정은 63.2%가 '부품에 맞게 개별 선택하여 사용'되고 있는 실정으로, 부품 공급망 전반에 걸친 

물류 표준화가 시급히 요구된다.  

자동 배송을 검토한 소수의 응답자(12명)들은 팹 내 자동 배송 준비 항목으로 '로봇 평가'(50.0%) 외에도 '포장 규격화'(33.3%)와 '장비 레

이아웃 검토'(33.3%)를 높게 꼽아, 로봇 도입 자체가 아니라 이를 뒷받침할 물류 인프라 표준화가 병행되어야 함을 분명히 인지하고 있다. 

(시사점 5) 지능형 PM을 위한 통신 프로토콜 및 부품 데이터 추적 체계 구축의 필요성 증대 

PM 자동화가 단순한 작업 대체 수준을 넘어 지능형 시스템으로 발전하기 위해서는 데이터 교환 및 추적을 위한 통신 및 정보 표준화가 매

우 중요하게 인식되고 있다. 전체 응답자의 73.4%가 PM 자동화를 위한 별도의 통신 프로토콜이 필요하다고 응답했으며, 특히 Software 

supplier(100.0%)와 Device Manufacturing(86.7%) 분야에서 그 필요성이 더욱 높게 나타나, 복잡한 장비와 자동화 시스템 간의 원활한 

상호작용을 위한 통일된 통신 언어의 부재가 심각한 기술적 장애 요인임을 입증한다.  

하드웨어 개선 항목에서도 'PM Parts Data 추적 표준 체계 구축'이 1+2+3순위 합산 46.8%의 응답률을 기록하며, 부품의 라이프사이클 

정보를 효율적으로 관리할 표준화된 데이터 인프라의 필요성이 부각되었다. 현재 Wafer Count나 RF Timer 외의 다른 조건으로 수명이나 

상태를 알 수 있는 부품의 비율은 60.0%가 '필수 부품(≤30%)'에 한정된다고 응답하여, 데이터 기반의 예지 정비를 위한 데이터 확보가 

아직은 제한적임을 보여주지만, 지원하고 있지 않은 부품 수명 정보에 대해 55.6%가 향후 '개발 계획 중'이라고 응답하여, 향후 몇 년간 데

이터 확보 및 추적 시스템 구축 노력이 핵심적으로 진행될 것임을 시사한다. 
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IV. 반도체 산업계 현황 및 한계 분석 

반도체 산업 전반에서 PM 자동화는 인력 의존적 유지보수의 비효율성과 오류를 제거하고, 정밀하고 시기적절한 유지보수를 실현하기 위한 

핵심 과제로 인식되고 있다. 이러한 핵심 과제의 효율적인 추진을 위해 앞서 분석한 바와 같이 산업계 전반의 설문조사를 실시하였고, 실제 

PM 자동화를 추진하고 있는 주요 칩 메이커의 현황을 파악하기 위해 별도의 기업별 심층 인터뷰를 수행하였다.  

그 결과를 종합하면, PM 자동화의 필요성에 대한 공감대는 확고하나, 실제 구현 단계에서는 표준 부재, 데이터 접근성, 기술적 제약, 장기 

투자 부담 등 복합적인 구조적 한계가 병존하고 있음을 확인할 수 있었다. 

우선, 산업 전반에서는 PM 자동화의 핵심 전제 조건으로 표준화 활동의 절대적 필요성이 강조되고 있다. 전체 응답자의 100%가 표준화 

필요성을 인정했으며, 그 목적 또한 단순한 기술 통합이 아니라 장비 간 연동성과 업무 단순화에 있었다. Device Manufacturing 분야에서

는 절반 이상이 ‘인터페이스 호환성’을 최우선 과제로 지목했는데, 이는 다양한 장비·소프트웨어·공정 간의 복잡한 상호작용을 감안할 때, 

데이터 교환 및 로봇 연계 표준 부재가 가장 큰 병목으로 작용하고 있음을 의미한다.  

이와 같은 인식은 심층 인터뷰를 통해서도 구체적으로 드러난다. 한 참가자는 “로봇 표준화 항목이 반도체만의 특성에 맞게 정립되어 있지 

않다”고 지적하며, 실제 부품 이송 자동화 준비 단계에서 표준 부재로 인해 빠른 적용이 어렵다고 밝혔다. 또 다른 참가자 또한 “IDM과 장

비사 간 중복 투자 방지와 FAB 인프라 통합을 위해 표준화가 절실하다”고 언급하며, 300mm AMHS와 같은 시스템 수준의 자동화를 위해

서는 선행 표준 인프라 구축이 필요함을 강조했다. 그러나 이러한 인식에도 불구하고, 산업계의 R&D 투자 방향은 아직도 개별 기업 단위

의 ‘PM 솔루션 기술 개발’에 머무르고 있으며, 표준화의 제도적·기술적 추진 주체가 부재한 상황이다. 

PM 자동화의 궁극적인 목표는 ‘완전 무인화’이지만, 현실적으로 산업계는 대부분의 절차를 시스템이나 로봇이 대체하되, 일부 인적 개입이 

필요한 협업적 자동화(cooperative automation) 수준을 현실적 목표로 보고 있다. 설문조사에 따르면 전체 응답자의 70.9%가 이러한 형

태를 선호했으며, 자동화의 주요 성과 지표(KPI)로 ‘장비 가동 시간’을 45.6%가 꼽았다.  

이는 인터뷰에서도 확인된 “무인화를 목표로 하고 있으나, 현재는 센싱→진단 단계 수준이며, Core(로봇) 단계는 준비 중”이라는 언급과 일

치한다. 즉, 산업계는 아직 ‘예측→조치→검증’의 완전한 자동 루프를 구현하지 못하고 있으며, 특히 Core인 로봇 기반 정비 자동화는 기술

적·물리적 제약으로 인해 초기 단계에 머물러 있다. 한 참가자는 “chamber open/close가 여전히 수동이며, 로봇 적용을 위해서는 라인 

설계 전반이 바뀌어야 한다”고 언급하며, 단순히 로봇을 투입하는 수준이 아닌 장비 설계 구조 자체의 재정의가 필요함을 강조하기도 했다. 

실제 설문에서도 87.3%가 ‘자동화를 고려한 장비 설계’를 최우선 개선 항목으로 꼽았고, 장비 설계 변경과 작업 방식의 구조적 변화가 로

드맵상 최상위에 위치했다. 이는 PM 자동화의 병목이 소프트웨어가 아니라 하드웨어 아키텍처의 근본적 제약에 있음을 보여준다. 

심층 인터뷰 참가자 중 한 명은 예지보전 기술의 신뢰성 확보가 가장 큰 기술적 과제라고 언급했다. “PdM은 장비가 멈출 때까지 써 보지 

않았는데 어떻게 아느냐 ”는 현장 반응이 상징하듯, 데이터 기반 예측 모델에 대한 신뢰 부족과 경험적 유지보수 문화가 여전히 지배적이다.  

장비에서 수집되는 센싱 데이터의 품질, 수집 주기, 로그 활용 가능성에는 여전히 개선 여지가 있다. 해당 참가자는 “장비 전체 데이터 중 

SVID로 확보되는 비율조차 명확히 파악되지 않는다”고 언급하며, 현장에서 데이터 구조와 활용 방식에 대한 이해 수준이 충분히 정립되지 

않았음을 시사했다. 또한 장비사의 유지보수 인력이 PM 자동화를 지원하기 위해 필요한 데이터 분석 및 활용 역량이 아직 체계적으로 구

축되지 않은 점도 과제로 지적하며 “PM 엔지니어가 데이터베이스에 직접 접근해 필요한 정보를 효율적으로 추출할 수 있는 수준은 아니다”

라고 설명했다. 이러한 상황은 표준화된 데이터 포맷과 데이터 공유 체계의 미비가 PdM과 PM 자동화의 연계를 제약하고 있음을 보여준다.  

또 다른 참가자 역시 PM 자동화의 기반이 되는 PdM 도입 과정에서 유사한 구조적 문제를 지적했다. 예지보전을 위한 데이터 확보가 선행

되어야 하나, “여러 조직이 협업해야 하는데 실제로는 SW 부서에만 미션이 던져진 상태”라고 언급하며, 총괄·전략·기획 기능이 분리되어 

실행력이 떨어지는 문제를 지적했다. 

또한 “생산품, Tool, 인프라 각 객체(object)에 대한 Traceability 표준이 우선 필요하다”고 강조하며, 반도체 공급망 내 기업 간 데이터 포

맷, 전달 방식, 보안 수준을 일관되게 정의하는 데이터 상호운용 표준이 시급하다고 제안했다. 이는 설문에서 확인된 ‘PM Parts Data 추적 

표준 체계 구축’ 필요성(46.8%)과 일치하며, PM 자동화가 단순한 물리적 자동화를 넘어 데이터 생애주기 관리와 직결된 지능형 유지보수 

체계로 발전해야 함을 시사한다. 
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PM 자동화의 또 다른 병목으로 부품 물류 자동화와 포장 규격화 미비가 지적된다. 응답자의 97.4%가 자동 배송을 고려하지 않은 일반 

FAB용 박스를 사용하고 있었으며, 이는 로봇 기반 부품 이송 시스템과의 연계성을 심각하게 저해하고 있다. 심층 인터뷰의 한 참가자는 

“부품 이송 자동화를 위해 로봇을 준비하고 있으나, 반도체용 로봇 표준화 항목이 없어 빠른 적용이 어렵다”고 지적했고, 심층 인터뷰 참가

자 또한 “FAB 인프라 표준화가 가능해야 AMHS 수준의 자동화가 가능하다”고 강조했다. 인터뷰 참가자들은 대체로 물류 자동화의 본질적 

과제가 로봇의 개발이 아니라 이를 지원하는 인프라 표준화에 있음을 공통적으로 지적한 셈이다. 

반도체 산업의 PM 자동화는 필요성과 비전 수준에서는 이미 높은 합의를 이뤘으나, 실제 구현 단계에서는 △데이터 표준화 부재, △장비 

설계의 자동화 비적합성, △부품 물류의 비표준화, △PdM 신뢰성 부족, △조직 간 협업 부재라는 다층적 한계를 안고 있다. 한 참가자 언

급한 바와 같이 “로봇 표준화와 PdM 데이터 품질 확보는 PM 자동화의 출발점”이며, “표준화를 통해 논의의 장을 만들어야 한다”는 제언

은 산업계 전체의 방향성을 함축한다. 또 다른 참가자가 강조한 Traceability 및 통신 프로토콜 표준화 역시, PM 자동화가 지능형 유지보수

로 진화하기 위한 필수 기반으로 평가된다. 결국 현재의 PM 자동화 추진은 기술적 구현보다는 표준화와 데이터 생태계 구축이라는 시스템

적 과제가 중심에 있으며, 이를 선도적으로 해결하지 못한다면, 산업계의 강한 의지에도 불구하고 완전 자동화로의 전환은 장기적인 목표로

만 남을 가능성이 높다. 
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V. 핵심 기술 표준화 항목 제안 

본 장에서는 반도체 제조공정의 예방정비(PM) 자동화 실현을 위한 핵심 기술 표준화 항목을 구체적으로 제안하고자 한다. 지금까지의 산업

계 설문 결과와 현장 인터뷰, 그리고 기술 동향 분석을 종합하면, PM 자동화는 단일 기술이나 특정 기업의 역량으로 완결될 수 있는 과제

가 아니다. 장비 설계, 로봇 플랫폼, 통신 프로토콜, 부품 모듈화, 물류 규격, 데이터 추적 체계, 청정도 관리 등 공정 전반의 모든 기술 계

층이 서로 맞물려야 비로소 실질적인 자동화가 가능해진다. 다시 말해, PM 자동화는 ‘부분 기술의 집합’이 아니라 ‘상호운용성

(Interoperability)’의 과제이다. 

따라서 본 장에서는 PM 자동화의 산업적 확산을 위해 반드시 선행되어야 할 표준화 항목들을 도출하고, 각 항목이 기술적·운영적 관점에서 

어떤 의미를 가지며 어떤 형태로 표준화가 진행되어야 하는지를 제시한다. 특히 여기서 제안하는 표준화 항목들은 단순히 기술 명세를 정리

하는 수준이 아니라, 반도체 제조 생태계 전체가 공유해야 할 ‘공용 언어(Common Language)’와 ‘기술 규범(Technical Grammar)’으로서

의 성격을 가진다. 

이 표준화 제안의 목적은 세 가지로 요약된다. 첫째, 산업 내 중복 개발과 불필요한 투자 낭비를 최소화하고, 장비사·로봇사·부품사가 동일

한 기준 위에서 기술을 개발할 수 있도록 하는 것이다. 둘째, 지능형 예지보전 및 자율운영 팹(Autonomous FAB)으로의 전환을 촉진하기 

위해, 데이터와 물리 인프라를 동시에 아우르는 상호운용 프레임워크를 구축하는 것이다. 셋째, 국가·국제 표준화와의 연계를 위한 사전 연

구 기반을 마련함으로써, 향후 SEMI, KS, ISO 등의 공식 표준 논의에 산업계의 실질적 경험을 반영하는 것이다. 

이러한 배경하에서, 본 장은 다음 여덟 가지 항목을 중심으로 표준화의 방향성을 제안한다. 

① 자동화 고려 장비 설계 표준 

② PM 작업용 로봇·플랫폼 인터페이스 표준 

③ 통신 프로토콜 및 장비·부품 데이터 모델 표준 

④ PM 부품 이송·물류·포장 규격 표준 

⑤ PM 부품·모듈 구조 및 교체성 표준 

⑥ 청정도·환경·안전 기준의 PM 자동화 연계 표준 

⑦ PM–PdM–상위 시스템 통합 시나리오 표준 

⑧ 실시간 데이터 기반 제조 의사결정 위한 디지털 트윈 프레임워크 표준화 

이 여덟 가지 항목은 단순히 각각의 기술 요소를 다루는 것이 아니라, PM 자동화의 생애주기 전체를 관통하는 구조적 연계 축을 형성한다. 

이하에서는 각 항목별로 표준화의 필요성과 목표, 기술적 범위, 적용 시 기대되는 산업적 효과를 구체적으로 기술한다. 

1. 자동화 고려 장비 설계 표준 

반도체 공장의 PM 자동화를 산업 전반으로 확산시키기 위해 가장 먼저 정리되어야 하는 표준 항목은 “자동화를 전제로 한 장비 설계 기준”

이다. 설문 응답자의 87.3%가 자동화 고려 장비 설계가 가장 시급한 하드웨어 개선 과제라고 답변한 것은, 현재 장비가 기본적으로 사람이 

접근해 열고, 풀고, 닦고, 교체하는 구조를 전제로 만들어져 있기 때문이다. 이 구조 위에 로봇·AMR·자동 검사 모듈을 억지로 붙이면 장비

마다 다른 어댑터, 다른 접근 경로, 다른 공정 중단 시나리오가 필요해져 자동화의 규모의 경제가 발생하지 않는다. 따라서 장비 설계 단계

에서부터 “PM 수행 지점의 기구적 접근성”, “체결부 표준 규격”, “센서·케이블·배선의 배치 규칙”, “로봇이 접근할 수 있는 작업 공간 확보”

를 공통 사양으로 정의할 필요가 있다. 

이 표준은 크게 세 층위로 정리할 수 있다. 첫째, 물리 인터페이스 계층이다. PM 대상 모듈을 로봇이 탈착할 수 있도록 볼트·너트 규격, 체

결 토크 범위, 체결 방향성(수평·수직 접근), 핸들 그립 포인트의 최소 치수 등을 공통화해야 한다. 현재 현장에서 가장 많이 나오는 난점이 

“로봇이 못 들어간다”는 것이므로, 장비 외피 커버의 개방 각도, 개방 공간 깊이(cm), 작업 영역의 최소 폭(mm)을 도면 레벨에서 공통 규

격으로 두는 것이 핵심이다.  

둘째, PM 절차 노출 계층이다. 장비가 내부적으로 수행하는 PM 레시피(예: 챔버 퍼지, 온도 안정화, 진공 해제→오픈 순서)를 외부에서 호출하

거나 상태를 읽어 올 수 있도록 절차를 서비스화해야 한다. 심층 인터뷰의 한 참가자가 말했듯이 “사전→Core→사후”로 PM을 나누어 시스템화

하고 있지만 Core는 아직 준비가 부족하므로, 최소한 사전/사후 공정은 외부 시스템이나 로봇이 호출할 수 있는 API/명령 집합으로 정리돼야 한
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다. 

셋째, 안전·청정 환경 계층이다. PM 중 발생하는 HCl·잔류물·미세오염을 어떻게 격리할지에 대한 후드, 배기, 클린존 구획 기준이 있어야 

로봇이 동일한 안전 전제를 두고 동작할 수 있다.  

이처럼 장비 설계 표준은 “어떤 로봇을 쓸 것인가”보다 선행되어야 하며, 그렇지 않으면 기업마다 ‘로봇이 들어올 수 있도록 장비를 다시 

설계’하는 중복 투자가 반복된다. 

2. PM 작업용 로봇·플랫폼 인터페이스 표준 

두 번째 표준화 축은 PM을 실제로 수행할 “로봇과 장비의 연계 방식”이다. 설문에서는 이동형 협동로봇의 도입 의향이 59.5%로 가장 높

았고, 심층 인터뷰 참가자들 또한 “반도체에 맞는 로봇 표준 항목이 없다”고 지적했다. 이는 곧 로봇의 형태나 제어 기술이 부족해서가 아

니라, 반도체 PM이라는 특수한 작업 맥락을 반영한 인터페이스·툴체인지·공간 규격이 없기 때문에 도입 속도가 느린 것을 의미한다. 

이 영역의 표준은 다음과 같이 쪼갤 수 있다. 첫째, 로봇 도킹·접근 표준이다. 로봇이 장비 앞에 섰을 때 항상 같은 기준 좌표를 인식할 수 

있도록 장비 측에 기준 마커, 도킹 패널, 고정 홀 패턴을 공통 규격으로 두어야 한다. 팹마다 장비 전면부가 다르면 로봇마다 비전 티칭을 

다시 해야 하고, 이는 유지보수 자동화의 경제성을 떨어뜨린다.  

둘째, 작업 헤드/엔드 이펙터 표준이다. 반도체 PM에서 실제로 하고 싶은 일은 ‘부품 교체’와 ‘볼트/너트 해체’, ‘체결 상태 검사’가 대부분

이므로, 이 세 작업을 수행할 수 있는 엔드 이펙터의 전기·공기·신호 인터페이스를 공용화해야 한다. 설문에서 로봇에 기대하는 작업이 거의 

이 세 가지로 수렴했다는 것은, 반도체 PM용 엔드 이펙터 패밀리를 산업 차원에서 정의할 수 있다는 뜻이다.  

셋째, 로봇-장비 통신 표준이다. 로봇이 장비 상태(퍼지 중, 챔버 오픈 가능, 인터락 ON/OFF)를 읽고, 장비가 로봇에게 작업 허가를 넘기

며, PM 완료 신호를 다시 MES/Host에 올리는 일련의 시퀀스를 표준 메시지로 정의해야 한다. 심층 인터뷰에서 참가자가 말한 “로봇-장

비 통신 방법을 어떻게 할 것인가”가 바로 이 부분이다. 이를 표준화하지 않으면 장비사마다 커스텀 드라이버를 만들어야 하고, 결국 로봇 

도입이 장비 모델에 종속된다. 

이 표준이 산업적 의미를 가지려면 “로봇 플랫폼 공용화”에 대한 유연성도 포함해야 한다. 설문에서 54.4%는 공용화에 찬성했지만 38.0%

는 ‘상황에 따라 다르다’고 응답했다. 이는 곧 표준이 지나치게 한 가지 로봇 형태만 강제해서는 안 되고, 이동형 협동로봇·레일형 로봇·

AMR 탑재 로봇 등 다양한 형식을 같은 인터페이스로 붙일 수 있도록 해야 한다는 뜻이다. 표준은 ‘로봇의 모양’을 정하는 문서가 아니라 

‘로봇이 들어올 수 있는 단자와 언어’를 정하는 문서여야 한다. 

3. 통신 프로토콜 및 장비·부품 데이터 모델 표준 

세 번째로 가장 강하게 나타난 수요가 바로 데이터·통신 표준이다. 전체 응답자의 73.4%가 PM 자동화를 위한 별도 통신 프로토콜이 필요하다

고 했고, 소프트웨어 공급사는 100%가 필요하다고 했다. 이는 현장에서 실제로는 SVID, FDC, 로그, 장비 내 비정형 데이터가 모두 존재하지만, 

“장비 전체 데이터 중 무엇이 SVID로 노출되고 있는지 모른다”는 심층 인터뷰 참가자의 말처럼 데이터 구조가 보이는 상태가 아니라는 것을 의

미한다. 이 상태에서는 PdM 모델을 공용으로 학습시키기도 어렵고, 부품의 수명/상태 데이터를 공급망 전체로 흘려보내기도 어렵다. 

이 항목의 표준화는 우선 데이터 사전(data dictionary) 정의에서 출발해야 한다. PM에 반드시 필요한 상태 변수(예: 챔버 진공 레벨, 레시

피 ID, PM 카운터, Valve Open/Close Count, RF Timer)를 장비사마다 다른 이름이 아니라, 공통 키로 노출하도록 의무화하는 것이다. 그 

위에 이벤트/시퀀스 모델을 놓아야 한다. 예를 들어 “PM_START”, “PM_STEP_QUALIFICATION”, “PM_COMPLETE”, “PM_FAIL” 같

은 이벤트 코드와 함께, 누가(장비/로봇/운영자) 어떤 이유로 PM을 시작했는지를 기록하는 공통 필드를 두면, Host나 MES가 브랜드와 무

관하게 PM 이력을 수집·분석할 수 있다. 

여기에 더해, 설문에서 46.8%가 응답한 “PM Parts Data 추적 표준 체계”는 이 데이터 모델의 하위 세부 표준으로 들어가야 한다. 부품이 

팹에 들어오기 전에 어떤 크기/무게/CoA 정보를 가져야 하는지, 장비에 탑재된 뒤 어떤 방식으로 사용량(wafer count, cycle, RF time)과 

환경 요인(온도, 오염 정도)을 기록해야 하는지, 교체가 일어났을 때 어떤 교환 이력(install date, part ID, installer, tool ID)을 남겨야 하는

지를 정형화해야 한다.  
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심층 인터뷰의 참가자가 지적했듯이 “object 단위의 traceability”가 확보되지 않으면 예지보전 데이터는 기업 내부에서만 쓸 수 있는 국지적 

데이터로 남는다. 이 표준은 궁극적으로 PdM 알고리즘이 “데이터가 달라서 이 팹에서는 못 쓴다”는 말을 하지 않도록 만드는 공통 기반이다. 

통신 측면에서는, 장비-로봇-Host-MES가 모두 이해할 수 있는 경량 메시지 구조가 중요하다. PM 자동화는 실시간 제어가 많지 않고 상

태 전파가 많으므로, 굳이 무거운 파일 교환이 아니라 Pub/Sub 형태의 상태 메시지, 명령 메시지를 정의해 두는 것이 현실적이다. 이때 가

장 큰 논점이 되는 것은 “데이터 공개 범위”와 “보안”이다. 심층 인터뷰의 한 참가자가 말했듯 BP사–칩메이커 간 데이터 공유가 IP 문제로 

막히는 경우가 많으므로, 표준에서는 필수 공개 필드와 선택/암호화 필드를 분리하여 정의해 두는 것이 필요하다. 

4. PM 부품 이송·물류·포장 규격 표준 

의외로 가장 ‘현실적인’ 병목이 물류였다. 공급업체의 73.7%가 포장 박스 규격화가 필요하다고 했는데, 97.4%는 여전히 일반 FAB 박스를 

쓴다고 답했다. 이 말은 곧 모든 자동화가 물리적인 현장에서 멈추고 있다는 것을 보여준다. 로봇이 부품을 받아와 장비 앞에 가져다주려면, 

그 부품이 로봇이 잡을 수 있는 모양이어야 하고, AMR이 이송할 수 있는 외형 치수와 중량 정보가 시스템에 등록되어 있어야 하며, 박스가 

반송 장비를 통과할 수 있는 클린 등급을 만족해야 한다. 지금은 이 모두가 업체마다 제각각이다. 

따라서 이 항목의 표준화는 최소한 다음 네 가지를 포함해야 한다. 첫째, 포장 단위 규격이다. 자동 배송을 고려한 박스의 가로·세로·높이, 

하중, 파지 그립 위치, 라벨 부착 위치를 공통화하여 AMR/로봇이 설비에 구애받지 않고 집을 수 있어야 한다.  

둘째, 부품 물리 정보의 필수 항목화이다. 현재는 CoA에 크기·무게가 “요청한 부품에만” 들어가 있지만, 자동 이송을 하려면 모든 부품이 

기본적으로 크기/무게/중심(COG) 정보를 가져야 한다. 이를 MES나 PM 오케스트레이션 플랫폼이 읽어 경로·로봇 선택·스케줄을 자동 생

성할 수 있다.  

셋째, FAB 레이아웃 연계 규칙이다. 설문에서 소수이긴 하지만 자동 배송을 검토 중인 응답자는 포장 규격화와 함께 장비 레이아웃 검토를 

들었다. 이는 박스를 표준화한다고 끝나는 것이 아니라, 박스가 지나갈 수 있는 이동 통로 폭, 핸드오버 높이, 장비 전면 작업반(Work 

Table) 규격까지 한 세트로 정리해야 한다는 뜻이다.  

넷째, AMHS/AMR 연계 식별 규칙이다. 300mm AMHS처럼 자동화를 빠르게 하려면 포장 박스에도 장비와 동일한 식별 규칙(RFID/2D 

Code)을 붙여야 하고, 이것이 PM Parts Data 추적 표준과 이어져야 한다. 

이 물류 표준은 단순 편의의 문제가 아니라, PM 자동화의 ROI를 결정하는 요소다. 사람을 불러 부품을 가져오게 하는 순간, 이전에 정교하

게 만든 예지·로봇·통신 자동화의 이득이 상당 부분 사라진다. 산업계가 이 항목을 시급하다고 응답한 것은 그 현실을 정확히 보고 있기 때

문이다. 

5. PM 부품·모듈 구조 및 교체성 표준 

다음으로 중요한 축은 PM 대상 부품을 ‘로봇이 교체할 수 있는 구조’로 만드는 모듈화 표준이다. 설문에서 Equipment/Sub-systems 

supplier의 55.3%가 모듈화 개발 계획이 있다고 했지만, 동시에 36.8%가 “먼 미래 기술로 보고 리소스 투입이 부담된다”고 했다. 이유는 

간단하다. 지금의 부품은 사람의 손, 사람의 미세 조작, 사람의 즉석 판단을 전제로 설계되어 있기 때문이다. 이 구조에서 로봇을 투입하려

면 부품을 다시 설계해야 하고, 이 다시 설계 작업은 장비사와 부품사 모두에게 큰 비용이다. 그래서 산업 차원의 공용 모듈화 가이드가 필

요하다. 

이 표준은 우선 부품 패키징 형태의 모듈화부터 정의해야 한다. 예를 들어 필터·O-ring·벨트·클램프처럼 소형이고 자주 교체되는 부품은 로

봇 그리퍼가 집을 수 있는 캐리어에 넣어 공급하고, 캐리어와 장비의 체결부는 공통 키/슬롯 형태를 따른다든지 하는 규칙이다. 그다음으로 

체결·정렬 기준의 모듈화가 온다. 교체 부품이 들어갈 때 항상 같은 위치로 유도될 수 있도록 챔퍼, 가이드 핀, 스냅 체결을 표준화하면, 로

봇의 위치 정확도 요구사항을 줄일 수 있고, 작업 시간도 일정하게 만든다. 마지막으로 모듈 ID 및 수명 정보 내장을 표준화해야 한다. 지

금은 일부 부품만 RFID를 찍고 있지만, 장비·로봇·MES가 모두 읽을 수 있는 통일된 메타데이터 구조를 부품 측에 심어두면, PM Parts 

Data 추적 표준과 바로 연결된다. 

모듈화 표준의 가치는 단순히 “로봇이 교체하기 쉽게 만드는 것”에 있지 않다. 모듈화가 되어 있어야 유지보수 시간을 예측 가능하게 만들 

수 있고, PM 분할 전략(긴 PM을 여러 개의 짧은 PM으로 나누는 방식)을 실제 공장 스케줄에 반영할 수 있다. 현재 연구에서 PM 분할이 
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CT를 줄이는 데 효과적이라고 나왔지만, 부품 구조가 제각각이면 분할 PM마다 난이도가 달라져 이론과 현장의 간극이 커진다. 따라서 모

듈화는 PM 스케줄링·운영 최적화 표준을 떠받치는 기계적 기반이다. 

6. 청정도·환경·안전 기준의 PM 자동화 연계 표준 

PM은 공정을 멈추고 장비를 열어 오염원을 노출시키는 작업이다. 따라서 PM 자동화를 도입할 때 가장 먼저 부딪히는 질문은 “로봇이 들

어오면 청정도는 어떻게 보장하는가?”이다. 설문에서도 84.8%가 청정도 평가 방법에 대한 표준이 필요하다고 했다. 이는 곧 지금의 클린룸 

규격만으로는 PM 중에 발생하는 가스·분진·부식성 입자 노출을 정량화하기 어렵고, 로봇이 들어와 작업할 때 인가할 수 있는 ‘작업 중 클

린 기준’이 따로 필요하다는 뜻이다. 

이 표준은 세 갈래로 나눠 생각할 수 있다. 하나는 PM 중 오염원 측정·인증 방법이다. HCl 배출이 343 ppmv까지 나올 수 있다는 연구 결

과가 있는 만큼, PM 중에 허용되는 가스 농도와 로봇·센서가 버틸 수 있는 내식성 기준을 명시해야 한다. 또한, PM 작업 공간의 임시 격리 

기준이다. PM 후드, 국소 배기, 임시 텐트와 같은 장비가 로봇과 함께 쓰일 때의 인터페이스, 예를 들어 후드가 열린 상태에서만 로봇이 접

근하도록 시퀀스를 묶는 규칙을 표준으로 둘 수 있다. 마지막으로 안전 인터락 표준이다. 사람과 협동로봇이 함께 들어가는 PM 환경에서는 

ISO/TS 15066 같은 일반 안전 규범에 더해 “클린룸용 PM 협동작업 안전 프로파일”을 따로 정의해야 한다. 그래야 장비사·로봇사·팹 인프

라 업체가 각자 다른 해석으로 안전 인터락을 구현하는 일을 막을 수 있다. 

이 항목은 기술적으로 새롭다기보다, “PM 자동화가 기존 생산 자동화의 청정/안전 기준과는 다른 추가 레이어를 요구한다”는 점을 명문화

하는 것이 중요하다. 이렇게 해야만 협회나 국가 차원에서 별도 시험·인증 체계를 만들 수 있고, 로봇 공급사도 이 기준을 목표로 제품을 

설계할 수 있다. 

7. PM–PdM 연계 및 상위 시스템 시나리오 표준 

마지막으로, 지금까지의 모든 표준을 실제로 움직이게 만드는 최상위 표준이 필요하다. 설문에서 Host 기반 장비 PM 자동화 시나리오가 

“계획 없음”이 가장 많았던 것은, 개별 장비와 로봇, 부품, 물류를 표준화하더라도 이를 공장 전체 운영과 연결하는 상위 시나리오 표준이 

아직 없기 때문이다. 동시에 심층 인터뷰 참가자 모두 PdM을 “자동화의 트리거”로 보고 있었고, 데이터 공유 구조의 부재를 한계로 삼았다. 

이 최상위 표준은 크게 두 부분으로 구성될 수 있다. 하나는 이벤트 주도 PM 오케스트레이션 모델이다. PdM에서 ‘특정 부품의 열화 임계

치 도달’ 이벤트가 발생하면, 이것이 MES/Host로 전달되고, Host는 부품 데이터 추적 표준을 통해 해당 부품의 크기/무게/위치 정보를 

읽어 물류 표준에 맞는 AMR 호출을 하고, 동시에 장비 표준 인터페이스를 통해 PM 사전작업을 실행하며, 마지막으로 로봇 인터페이스 표

준을 통해 교체 작업을 수행하도록 시나리오를 기술하는 것이다. 이 일련의 플로우를 BPMN 수준으로라도 산업이 공유해 두면, 각 업체는 

자기 시스템을 이 플로우의 특정 노드에만 맞추면 된다. 

다른 하나는 PdM 모델 연동을 위한 최소 데이터 세트 표준이다. PdM 모델이 현장에서 실제로 꺼지는 이유는 심층 인터뷰 참가자가 말했

듯 “신뢰하기 어렵기 때문”인데, 이 신뢰를 쌓으려면 어떤 데이터는 반드시 있어야 하고(기본 SVID, 공정 컨텍스트, PM 이력), 어떤 데이터

는 있으면 성능을 올리는 추가 항목인지를 명확히 구분해야 한다. 그래야 장비사·부품사·로봇사가 “여기까지만 주면 된다”는 하한선을 알고 

개발할 수 있다. 이 최소 데이터 세트는 통신 프로토콜 표준과 직접 연결되며, 나중에 국제/국가 표준으로 확장될 수 있는 형태로 기술될 

필요가 있다. 

8. 실시간 데이터 기반 제조 의사결정 위한 디지털 트윈 프레임워크 표준화 

자율운영 팹에서 디지털 트윈은 물리적 제조 환경 전체를 사이버 공간에 실시간으로 복제하고, 이를 기반으로 공정·장비·물류·운영 의사결정

을 지능적으로 최적화하는 제조 혁신의 핵심 인프라로 자리 잡고 있다. 반도체 제조는 수천 개의 장비, 수만 개의 센서, 초정밀 로봇, 복잡

한 물류 동선이 유기적으로 연결된 거대한 시스템이며, 그 어떤 산업보다도 미세한 변동에 민감한 초고정밀·초고신뢰 환경을 요구한다. 이

러한 조건 하에서 디지털 트윈은 물리적 세계(Physical Space)와 사이버 세계(Cyber Space)를 실시간으로 연동시키는 완전한 Cyber-

Physical Loop를 구현하며, 공정 효율성, 설비 가용성, 예지정비, 오류 최소화, 생산 최적화 등 제조 전 영역의 변화를 가능하게 한다. 

디지털 트윈은 우선, 물리 공정에서 발생하는 모든 현상을 세밀한 데이터 흐름으로 사이버 공간에 투영함으로써, 장비의 상태·물류 이동·공

정 파라미터·설비 간 상호작용을 정밀하게 모델링한다. 실세계(real world)의 장비와 공정이 디지털 공간에서 완벽히 동기화될 경우, 운영자

는 가상 환경에서 장비의 열화 과정과 공정 변화를 실시간으로 관찰할 수 있으며, 이를 토대로 장비가 언제 고장 날지, 어떤 조건에서 품질 
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변동이 나타나는지, 어느 시점이 정비 개입에 최적인지 등을 선제적으로 판단할 수 있다. 이는 단순한 모니터링을 넘어, 장비의 실제 상태

를 실시간으로 “해석하고 예측하는" 사이버 기반 유지보수 인지 시스템(Condition Understanding System)으로 기능하는 것이다. 

또한 디지털 트윈은 제조 시스템 간 상호운용성을 높이는 핵심 축으로 작용한다. 반도체 제조 환경에서는 장비 제조사, 로봇 공급사, 물류 

시스템, 소프트웨어 플랫폼이 서로 다른 데이터 형식과 통신 프로토콜을 사용하기 때문에, 공정 단위의 자동화는 가능하더라도 전체 팹 레

벨의 자율운영을 구현하기 어렵다. 디지털 트윈은 이들 이기종 시스템을 공통의 데이터 모델(common data model)로 통합하고, 장비·로봇

·AMHS·FDC·MES 등 모든 요소가 동일한 구조로 정보를 해석할 수 있도록 데이터 표준화와 인터페이스 표준화의 기반을 제공한다. 센서 

데이터(SVID·Trace log·Event code), 장비 동작 상태, 제어 명령 등이 표준 데이터 구조로 정의될 경우, 사이버 공간에서 수행되는 시뮬레

이션·예측·최적화 결과가 물리적 장비에 그대로 반영될 수 있으며, 이는 PM 자동화·PdM 알고리즘·생산 스케줄링 시스템 간의 완전한 연계

성을 제공한다. 결국 디지털 트윈 환경은 단순한 디지털 복제물이 아니라, 반도체 제조의 표준화된 운영 언어를 확립하는 역할을 수행한다. 

디지털 트윈은 실제 제조 시스템을 실시간으로 재현하는 것뿐 아니라, 운영 정책, 스케줄링 전략, 로봇 경로, 장비 유지보수 계획 등을 가상

공간에서 우선 검증함으로써 사전적(Preventive) 의사결정을 가능하게 하는 실험 플랫폼으로 기능한다. 예를 들어, 특정 PM 작업이 생산 

OEE(설비종합효율, Overall Equipment Effectiveness)에 미치는 영향, 로봇 부품 교체 순서 변경이 PM 소요시간에 미치는 영향, AMHS 

경로 재설계 시 병목 발생 여부 등을 실제 라인을 멈추지 않고도 가상 환경에서 시뮬레이션할 수 있다. 이를 통해 팹 운영자는 "실행 전 성

능 검증"이라는 새로운 운영 방식을 도입할 수 있으며, 이는 기존의 경험 기반 운영에서 벗어나 데이터 기반의 의사결정 자동화를 실현하는 

기반이 된다. 

디지털 트윈은 제조 운영을 최적화하는 동시에, 장비 고장 예측과 유지보수 자동화에도 직접 연결된다. 사이버 공간에서 축적된 시뮬레이션 

데이터와 실제 센서 데이터는 AI 기반 예지보전 모델의 학습에 사용되며, 고장의 발생 가능성을 여러 조건에서 반복적으로 예측할 수 있다. 

예지된 결과는 다시 PM 자동화 로봇의 작업계획에 반영되어, 부품을 언제·어떤 순서로 교체해야 하는지, 어느 로봇이 어떤 작업을 수행해

야 생산 손실이 최소화되는지 등을 자동으로 결정한다. 이 같은 사이버-물리 통합 운영은 결국 PM·PdM·스케줄링·공정제어가 하나의 지능

형 루프로 작동하게 만든다. 

이 과정에서 중요한 요소는 디지털 트윈 표준화이다. 디지털 트윈이 산업 전반에서 활용되기 위해서는, 데이터 포맷, 시뮬레이션 모델 구조, 

장비 ID 체계, 로봇 인터페이스 규격, traceability 구조 등 다양한 표준이 마련되어야 한다. 이러한 표준화는 기업 간·장비 간·솔루션 간 상

호운용성을 확보해주고, 다양한 디지털 트윈 플랫폼이 팹 환경에 적용될 수 있도록 해주며, 장기적으로는 국제 표준(SEMI, ISO/IEC 등)과

의 연계도 가능하게 한다. 궁극적으로 디지털 트윈 표준화는 자율형 팹에서 운영되는 모든 물리·사이버 구성요소가 동일한 규칙 위에서 연

동되도록 보장함으로써, 완전한 자율운영 팹을 실현하는 기술적 토대를 구축한다. 
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VI. 맺음말 및 Afab WG 향후 활동 

반도체 제조 공정의 복잡성과 공정 장비의 초정밀화가 가속화되는 상황에서, PM 자동화와 지능형 예지보전의 도입은 선택이 아니라 산업 

생태계 전반의 지속가능성을 좌우하는 필수 과제로 부상하고 있다. 본 백서에서 분석된 업계 설문 결과와 기업 인터뷰는 PM 자동화가 개

별 장비나 특정 작업 단위의 자동화를 넘어, 생산성·안정성·데이터 기반 의사결정·공급망 연동성·표준화 체계 등 전 영역을 포괄하는 전사적

·생태계적 혁신 과제임을 일관되게 보여준다.  

현장의 기업들은 PM 자동화의 필요성에 대해 완벽한 공감대를 형성하고 있으나, 실제 도입 단계에서는 기술적 제약, 표준 미비, 데이터 불

투명성, 인력 역량 차이, 부품 물류 및 포장 표준 부재, 로봇 적용 범위의 모호함 등 구조적 불확실성으로 인해 추진 속도가 제한되고 있다. 

또한 심층 인터뷰 결과를 통해 드러난 바와 같이, PdM 알고리즘의 신뢰성 확보, 장비 로그 및 SVID 데이터 구조 이해 부족, 장비사–IDM 

간 데이터 공유 한계, 로봇 적용의 안전성 검증 문제, PM 파트 모듈화의 장기 개발 과제 등은 PM 자동화가 단일 기업의 노력만으로는 해

결될 수 없는 산업 공동의 구조적 과제임이 더욱 분명해지고 있다.  

이에 따라 Afab WG 활동은 단순한 기술 협력이나 정보 교류 수준을 넘어, 반도체 제조 및 후공정 산업 전체의 공통 기반 인프라를 구축하

는 국제적 표준화 어젠다로 전환될 필요가 있다. 특히 PM 자동화는 PdM 기술과 반드시 결합되어야 하며, PdM은 데이터 센싱–모델링–예

측–스케줄링–제어의 전 과정에서 표준화된 데이터 구조와 인터페이스가 확보되지 않는 이상 실효성을 갖기 어렵다. 장비 EHI, Virtual 

Metrology, 센서 기반 진단, 열화 추정 및 고장 예측과 같은 기술이 실제 장비 운영 환경에 적용되기 위해서는 통신 프로토콜, SVID·로그 

표준, 센싱 포맷, API 구조, 데이터 보안 프레임워크 등 데이터-기술-장비-로봇 간의 상호 연결 표준이 마련되어야 하며, 이는 Afab WG가 

산업 전반의 합의를 통해 단계적으로 구축해야 할 핵심 과제이다.  

또한 백서가 다룬 바와 같이, PM 자동화의 범위는 전통적인 전공정(FEOL/BEOL)을 넘어 패키징, 테스트, 모듈 조립 등 후공정 영역까지 

확장될 필요가 있다. 후공정은 장비 종류가 다양하고 작업 형태가 사람 중심(manual skill)에 의존하는 경향이 크기 때문에 로봇 기반 PM 

자동화와 PdM 적용이 더욱 절실함에도 불구하고, 현재 관련 표준이나 데이터 구조는 전공정 대비 훨씬 더 초기 단계에 머물러 있다.  

Fan-out 패키징 장비, Burn-in 시스템, Test Cell, Socket 및 인터페이스 보드 교체, Thermal Control Unit(TCU) 유지보수, Handler·

Prober의 정렬 및 Calibration 등 후공정 PM 특유의 반복적 작업은 자동화·로봇화·예지화의 잠재적 효과가 매우 크지만, 이를 위해서는 

전공정과는 구별되는 또 다른 표준화 체계의 확립이 필요하다. 이 점에서 Afab WG는 향후 후공정 분야 기업들과의 협업 범위를 확대하고, 

장비 제조사–IDM–OSAT 간의 협의체 구성을 추진하여 후공정 PM 자동화 및 PdM 표준을 체계적으로 개발해 나갈 필요가 있다.  

앞으로 Afab WG는 PM 자동화와 PdM 확산을 위한 국제 공동 표준 개발, 데이터 및 Traceability 구조의 통합적 프레임워크 정립, PM 파

트 모듈화 및 물류 포장 규격 표준화, 로봇 적용 안전성 기준 수립, 후공정까지 확장된 PM 자동화 레퍼런스 모델 개발 등 산업 전반의 기

반 구축 활동을 더욱 강화해야 한다. 더 나아가, 디지털 트윈 기반의 Cyber–Physical 통합 관리 체계 구축, AI 기반 예지 모델의 신뢰성 

검증 프로토콜 마련, PM 자동화–PdM–생산 스케줄링–OEE 최적화의 연동 구조 개발 등 차세대 자동화 로드맵을 산업계와 공동으로 설계

해 나가는 것이 필요하다. 

이러한 활동은 단순히 개별 기업의 자동화 수준을 향상시키는 것을 넘어, 국가 반도체 제조 경쟁력의 중장기적 향상에 결정적 역할을 수행

할 것이며, 궁극적으로는 자율운영 팹(Autonomous FAB) 실현을 위한 필수적 기반을 제공하게 될 것이다. 본 백서는 Afab WG가 앞으로 

추진해야 할 전략적 방향성을 제시하는 출발점이며, 향후 WG 참여 기업과 국제 기술 위원회 간의 지속적인 협업을 통해 글로벌 반도체 제

조 표준화를 선도하는 실질적 성과로 이어질 것으로 기대된다. 
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CDM – Capacity Decomposition Model 
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CoA – Certificate of Analysis 

COSAR – Council of Semiconductor Advanced Research 

CT – Cycle Time 

CB / TB – Condition-Based / Time-Based 
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D-DDPM – Decomposed Dynamic Dispatching and Preventive Maintenance 

dEWMA – double Exponentially Weighted Moving Average 

DT – Digital Twin 
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EWMA – Exponentially Weighted Moving Average 
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FDC – Fault Detection & Classification 
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GP – Gaussian Process 
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HMM – Hidden Markov Model 

HTI – Hotelling T-squared Index 

Host – Host System 
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ICT – Information and Communication Technology 

IDM – Integrated Device Manufacturer 

IGBT – Insulated Gate Bipolar Transistor 

 

M 

MDP – Markov Decision Process 

MES – Manufacturing Execution System 

MIP – Mixed Integer Programming 

ML – Machine Learning 

MM – Maintenance Module 
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O 

OEE – Overall Equipment Effectiveness 

OHT – Overhead Hoist Transport / Overhead Transport System 

 

P 

PdM – Predictive Maintenance 

PM – Preventive Maintenance 

PoC – Proof of Concept 

 

R 

R2R – Run-to-Run Control 

RUL – Remaining Useful Life 

RRVM – Robust Relevance Vector Machine 

ROI – Return on Investment 

 

S 

SE – Spectral Ellipsometer 

SEMI – Semiconductor Equipment and Materials International 

SMA / SMI – Smart Manufacturing Initiative 

SPC – Statistical Process Control 

SVID – System Variable ID 

 

T 

TMSE – Target Mean Square Error 

 

V 

VEWMA – Variable EWMA (Modified EWMA) 

VM – Virtual Metrology  
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반도체 Autonomous Fab 전환을 위한 
PM 자동화/표준 전략 


	1) 백서 발간 목적과 필요성
	반도체 산업은 초미세 공정 전환, 장비 고도화, 투자 규모의 급격한 확대라는 삼중의 압력을 동시에 받고 있으며, 이에 따라 제조 설비의 가용성(availability)과 수율(yield), 그리고 공정 신뢰성(reliability)을 안정적으로 유지하는 일이 과거 어느 때보다 전략적으로 중요해졌다. 특히 300mm급 이상의 첨단 팹에서는 한 대의 장비가 멈추는 것만으로도 라인 전체의 처리량(throughput)이 비선형적으로 감소하고, 장비마다 ...
	그러나 산업계가 이를 충분히 인식하고 있음에도 불구하고, PM 자동화는 여전히 개별 기업 내부의 파일럿 수준 혹은 장비사 팹 간 개별 인터페이스 수준에 머무는 경우가 많다. 그 이유는 기술이 없어서라기보다는, 모두가 같이 쓸 수 있는 공통의 언어, 절차, 데이터 구조, 물류/포장 규격, 로봇 연계 방식이 아직 산업 차원에서 정리되어 있지 않기 때문이다. 실제로 이번 백서의 근간이 된 설문 결과에서는 PM 자동화의 필요성에 대해 응답자 전원이 ‘필...
	이 백서는 바로 그 지점을 해결하기 위해 작성되었다. 먼저, 지금 이 시점에서 반도체 산업이 말하는 ‘PM 자동화’가 무엇을 의미하는지, 그 범위와 목표 수준이 어디까지인지 명확하게 공통 언어로 정리하려는 목적이 있다. 일부 기업은 ‘무인화 수준의 PM Automation’을 지향하고, 다른 일부는 ‘대부분 로봇과 시스템으로 처리하되, 일부 인간의 개입을 허용하는 협업형 자동화’를 현실적 단계로 삼고 있는데, 이 차이를 용어와 목표 수준으로 정리...
	다음으로 백서는 PM 자동화가 단일 기술의 문제가 아니라는 점을 명확히 하려는 데 목적이 있다. 현장의 목소리를 보면, PM 자동화를 가로막는 요소는 놀랍게도 ‘고급 AI 알고리즘의 부재’가 아니라, 포장 박스 규격이 서로 달라 부품 자율 배송이 안 되거나, 로봇이 접근할 수 있도록 장비가 설계되어 있지 않거나, SVID와 로그데이터 구조가 제조사마다 달라 PdM(Predictive Maintenance, 예지보전) 모델을 공통으로 만들기 어렵다...
	또한, PM 자동화를 ‘회사 단위의 과제’가 아니라 ‘산업 단위의 선행 R&D 과제’로 끌어올릴 필요성을 설명하는 것이 이 백서의 중요한 의의다. 응답 기업 상당수가 ‘국가 협회 차원의 선행 연구와 국제/국가 표준화 지원’을 1순위 지원 항목으로 꼽은 것은, 개별 기업이 자체적으로 투자하기에는 PM 자동화가 요구하는 범위가 너무 넓고, 참여해야 할 이해관계자가 너무 많기 때문이라는 사실을 보여준다. 장비사, 칩메이커, 부품사, 로봇사, 소프트웨어...
	이번 백서 작업을 통해 PM 자동화가 결국 PdM과 통신 데이터 표준, 그리고 부품 모듈화 물류 표준으로 수렴될 것이라는 산업계의 중장기 시각을 담아두고자 한다. 지금은 센싱과 로봇이 눈에 띄게 발전하고 있지만, PM을 실질적으로 지능화하려면 ‘언제 PM을 할 것인가’를 결정해 줄 PdM의 예측 신뢰도, 그 예측을 공장 전체 스케줄에 반영해 줄 상위 시스템과의 연동성, 그리고 그 결정에 따라 바로 움직일 수 있는 물류 포장 레이아웃의 물리적 표준...
	마지막으로, 이 백서는 “이미 알고 있는 것”을 다시 적어두는 문서가 아니라 “같이 하자”는 신호를 명문화하는 문서다. PM 자동화는 한두 개의 레퍼런스 팹이 성공했다고 산업 전체가 곧바로 따라올 수 있는 성질의 것이 아니다. 서로 다른 장비 제조사와 서로 다른 공정조합, 서로 다른 로봇과 물류 인프라 위에서 동일한 수준의 자율 유지보수를 구현하려면, 누군가가 먼저 현황을 정리하고, 용어를 정립하고, 필요한 선행 R&D 범위를 제안해야 한다. 이...
	본 백서를 통해 반도체 산업에서 PM 자동화 지능화의 필요성을 산업 데이터로 확인하고, 실제 현장에서 발생하는 구조적 병목을 표준화 과제로 번역하며, 이를 국가 협회 차원의 선행 R&D 주제로 끌어올리기 위한 근거를 제공하는 데 활용하고자 한다. 궁극적으로는 반도체 제조의 자율화 달성을 앞당기기 위한 공동의 기술 언어를 마련하는 것을 목적으로 한다. 이러한 점에서 본 백서는 단순 참고자료가 아니라, 향후 국내외 표준화 활동과 실증 프로젝트를 촉발...
	2) SEMI Afab WG 활동 개요와 관련 기관의 참여 배경
	SEMI Korea는 반도체 제조 현장이 직면한 PM 자동화, PdM, 데이터 구조 통합, 로봇 적용 등 자율운영 팹 전환의 핵심 과제를 논의하기 위해 2024년 Autonomous Fab Working Group(Afab WG)을 발족하였다. Afab WG는 국내 팹, 장비 부품사, 로봇 소프트웨어 기업 등 다양한 산업 주체가 참여하는 협의체로, 기술 요구사항을 정리하고 글로벌 표준화 논의와 연계하는 역할을 수행하고 있다.
	SEMI Smart Manufacturing Initiative(SMI)의 일환으로 구성된 Afab WG는 PM Automation Sub-Group과 Data & Traceability Sub-Group을 운영하며, 예지보전(PdM), PM 자동화, 데이터 상호운용성, Traceability 등 국제적으로 중요한 의제들을 체계적으로 다루고 있다. 이 과정은 개별 기업이 독자적으로 해결하기 어려운 기술 데이터 구조 문제를 산업 공동의 시각에서 논...
	이러한 지원은 Afab WG가 산업계 전반의 의견을 폭넓게 수집하고, 이를 분석 정리하는 과정이 보다 체계적이고 안정적으로 진행될 수 있는 기반이 되었다. 특히 설문조사 운영과 백서 발간을 위한 실질적 지원은 이번 작업이 단순한 연구 차원을 넘어 산업계의 공감대를 형성하는 데 의미 있는 토대가 되었으며, 국내 반도체 장비 부품 기업들의 관심과 참여를 이끌어내는 데에도 긍정적인 역할을 했다. 이를 통해 Afab WG가 추진해 온 논의가 산업계 전반...
	3) 주요 인사이트 요약(Executive Summary)
	가. 반도체 PM 자동화의 산업적 전환을 가로막는 표준 부재 문제와 이를 해소하기 위한 공동 인프라 로드맵의 필요성
	반도체 제조 환경은 이미 수율 생산성 품질 안정성의 한계를 넘어 초정밀, 초고속, 대규모 병렬처리를 요구하는 단계로 진입하였다. 이 과정에서 장비 한 대의 비가동만으로도 라인 전체 처리량이 비선형적으로 급감하는 구조적 특성 때문에 예방정비(PM)의 효율성과 정확성은 생산 경쟁력의 중심 요소가 되고 있다. 그러나 현재까지의 PM 활동은 장비사 IDM 협력사 간의 절차와 데이터 체계가 제각각이며, 경험 기반의 수기 작업이 다수를 차지해 운영 비용 증...
	산업계 전체의 설문과 인터뷰 분석 결과, 기업들은 PM 자동화 필요성을 100% 수준으로 공감하고 있으나, 공통 표준 데이터 체계 로봇 도입 기준 등이 부재하여 실제 도입은 개별 파일럿 수준에 머무르고 있음이 확인되었다. 이러한 문제를 해결하기 위한 산업 차원의 공동 기준, 공통 인터페이스, 데이터 물류 부품 표준화 로드맵 구축이 필수적이며, 본 백서는 바로 이러한 공백을 메우기 위한 출발점이다.
	나. PM 자동화와 PdM 융합을 통한 자율운영 팹(Autonomous FAB) 전환의 기술적 패러다임 변화
	현재 PM 자동화는 단순한 작업 자동화를 넘어 장비 상태를 실시간으로 파악하고, 예지보전(PdM) 기반으로 ‘언제 어떻게 정비할 것인지’를 판단하는 지능형 운영 체제로 확장되고 있다. 전 세계적으로 반도체 제조 환경은 자율 운영 팹(Autonomous FAB)으로 이행 중이며, 이는 장비–로봇–MES–FDC–공정 제어–물류 시스템 간 실시간 연결 구조, 그리고 디지털 트윈 기반의 사이버-물리 통합 운영 모델을 요구한다.
	PM 자동화는 궁극적으로 PdM과 결합되어야 한다. 특히 AI 기반 이상 감지, 디지털 트윈 기반 시뮬레이션, 센서 융합 기반 열화 분석, 클라우드-엣지 통합 분석과 같은 최신 기술은 PM 자동화의 범위를 물리적 작업 자동화를 넘어 지능형 운영 최적화로 확장시키고 있다.
	다. 설문 인터뷰 분석을 통해 드러난 반도체 PM 자동화의 구조적 병목과 표준화 기반 구축의 시급성
	설문 분석 결과를 종합해 보면, 반도체 산업 전반에서 PM 자동화에 대한 수요와 기대 수준은 매우 높음에도 불구하고 실제 구현 단계는 여전히 초기 수준에 머물러 있음을 확인할 수 있다. 업계는 PM 자동화의 성공을 위해 가장 시급한 과제로 표준화의 부재를 지목하고 있으며, 이는 모든 응답자가 ‘표준화가 필요하다’고 답한 결과에서도 명확하게 드러난다. 표준화의 목적은 단순히 특정 기술 요소의 통일에 그치지 않고, 장비 간 인터페이스 호환성 확보, ...
	PM 자동화의 목표 자체는 산업계에서 매우 명확하게 공유되고 있다. ‘가동 중단 시간 최소화’는 거의 절대적인 최우선 목표로 인식되고 있으며, 이는 생산성 향상과 라인 안정성 확보라는 반도체 제조의 본질적 요구와도 일치한다. 그러나 목표가 명확함에도 불구하고, PM 자동화가 현실적으로 도달할 수 있는 시간은 평균 8.23년으로 전망되었고, 상당수의 기업이 도입 시기 자체가 아직 이르다고 판단하고 있다. 이러한 지연 요인은 리소스 부족, 기술 성숙...
	기술적으로 가장 먼저 해결해야 할 과제는 장비 설계와 하드웨어 구조 개선이다. 설문 응답자의 87.3%가 ‘자동화를 고려한 장비 설계’를 가장 중요한 개선 항목으로 꼽았으며, 이는 오늘날 장비가 자동화 로봇이나 센서 데이터 기반 진단 시스템을 충분히 수용할 수 있는 구조를 가지지 못하고 있다는 점을 보여준다. 더불어 PM 파트 모듈화는 장기적으로 PM 자동화의 효율성을 크게 높일 수 있는 핵심 기술임에도, 부품 구조의 다양성, 변경 비용 부담, ...
	PM 자동화를 위한 물류 부품 이송 영역에서는 기술적 표준적 격차가 더욱 심각하게 나타난다. 자동 배송을 위한 부품 포장 규격화 필요성은 대부분의 응답자가 동의하였으나, 실제로 자동 배송을 고려해 설계된 포장재를 사용하는 기업은 거의 없는 것으로 나타났다. 이는 PM 자동화가 단순히 로봇 도입이나 장비 제어 자동화에 국한된 문제가 아니라, 부품 포장 규격, 치수 정보 관리, 물류 프로세스 표준 등 공급망 전반의 인프라적 요소가 함께 개선되지 않으...
	마지막으로, 장비–시스템–로봇 간 연계를 가능하게 하는 데이터 및 통신 표준화는 PM 자동화와 PdM 통합 구현에서 결정적 역할을 하는 핵심 요소로 확인된다. 특히 SVID, 장비 로그, 이벤트 코드, 파트 이력 데이터 등 장비 운영 데이터의 구조가 통일되지 않은 점은 PdM 알고리즘의 신뢰성 검증을 어렵게 하고, 제조사 간 데이터 공유와 협업을 저해하는 주요 제약 요인으로 작용한다. PM 자동화와 PdM은 MES, FDC, 로봇 제어 시스템과 ...
	산업계는 PM 자동화가 반도체 제조 경쟁력을 좌우할 전략적 과제임을 분명히 인식하고 있으나, 실질적 구현을 위해서는 장비 부품 데이터 물류 통신 표준 등 여러 영역의 구조적 병목을 해소하기 위한 산업 차원의 공동 노력이 필수적임이 확인되었다.
	별도로 수행한 심층 인터뷰는 PM 자동화가 산업계에서 실제로 어떤 수준까지 구현되고 있으며, 무엇이 핵심 병목으로 작용하고 있는지를 매우 구체적으로 보여주었다. 우선, 자동화 적용은 점진적으로 확대되고 있으나 그 범위는 아직 제한적이다. 일부 기업들은 센서를 활용한 상태 모니터링, 이상 감지 알고리즘 기반 진단, PM 시나리오 자동화 등 초기 단계의 자동화 기술을 적용하고 있으나, 실질적으로 가장 많은 시간과 인력이 투입되는 핵심 유지보수 과정―...
	로봇 도입이 더디게 진행되는 이유도 인터뷰를 통해 명확해졌다. 가장 근본적인 문제는 반도체 공정 특성에 맞춘 로봇 표준이 존재하지 않는다는 점이다. 참가자들은 “반도체 전용 로봇 표준이 없다”는 점을 반복적으로 강조했으며, 이는 로봇의 페이로드, 조작 자유도, 접근 공간, 장비 구조, 공정 안전성 요구사항이 장비 라인 공정마다 크게 다르기 때문에 하나의 로봇을 설계 검증 배치하는 데 매우 큰 불확실성이 따른다는 현실을 반영한다. 안전성 검증 역시...
	데이터 활용의 한계 역시 PM 자동화와 PdM 기술 확산을 가로막는 주요 장애 요소로 나타났다. 특히 한 참가자는 장비에서 수집되는 데이터 중 SVID가 차지하는 비율조차 명확히 파악되지 않는다고 언급하며, 현장에서 데이터 구조에 대한 이해가 충분히 확보되지 않은 현실을 지적하였다. 장비 제조사별로 로그 구조가 상이하고, 데이터 접근 권한이 제한적이며, 표준화된 데이터 포맷이 부재하다 보니, PdM 알고리즘 개발뿐 아니라 모델 검증조차 어려운 환...
	부품 모듈화와 물류 자동화는 기술적 필요성이 매우 높음에도 불구하고 실현 가능성이 낮아 장기 과제로 분류되는 것으로 나타났다. 인터뷰 참가자들은 PM 파트 모듈화의 필요성을 인정하면서도, 부품 구조 변경에 따른 개발 비용 부담, 장비 제조사 부품 공급사 FAB 간 대규모 협업이 요구되는 복잡성, 표준 부재 등으로 인해 당장 추진하기 어렵다는 점을 솔직하게 지적하였다. 부품 자동 이송과 포장 규격화 역시 자동화 전략의 기반 요소임에도, 현재는 대부...
	심층 인터뷰를 분석한 결과 PM 자동화가 기술적으로 가능하다는 점이 수년 전부터 확인되었음에도 불구하고, 실제 산업적 확산은 표준 부재, 데이터 구조 미정립, 장비 설계 비적합성, 로봇 안전성 검증 체계 미비, 물류 인프라 비표준화 등 여러 요소가 복합적으로 얽히면서 지연되고 있음을 명확하게 보여준다. 이는 PM 자동화가 단순히 로봇 기술의 문제가 아니라, 장비 데이터 부품 물류 안전 조직 역량을 모두 아우르는 시스템적 과제임을 강조하며, 산업 ...
	라. 반도체 PM 자동화 구현을 위한 장비 데이터 통신 부품 물류 디지털 트윈 전 영역의 통합 표준화 필요성
	반도체 산업에서 PM 자동화를 실질적으로 구현하기 위해 필요한 표준화 항목들은 단순한 기술 옵션이 아니라 산업 전체의 PM 자동화 수준을 결정짓는 핵심 인프라 요소로 기능한다. 이러한 표준화 영역은 장비, 데이터, 통신, 부품, 물류, 디지털 트윈까지 팹 운영 전반을 관통하며, 각각이 독립적 요소가 아니라 서로 긴밀히 연결된 구조를 이룬다. 따라서 어느 하나라도 부재하거나 미성숙하면 전체 자동화 체계가 정상적으로 작동할 수 없으며, 산업 생태계 ...
	먼저 장비 설계 표준화는 PM 자동화의 가장 근본적이고 우선적인 과제로 도출된다. 현재 반도체 장비는 대부분 사람이 접근하여 작업하는 방식으로 설계되어 있어, 로봇이 투입될 수 있는 공간적 여유나 기계적 접근성을 충분히 확보하고 있지 않다. PM 작업 시 챔버 open/close, 고정 볼트 해체, 필터나 모듈 교체 등이 로봇 동작의 기준에 맞춰 설계되어 있지 않기 때문에, 로봇 기반 자동화를 적용하려면 장비 구조 자체를 재정의해야 한다. 또한 ...
	두 번째는 데이터 표준화이다. 장비의 SVID 구조, 이벤트 로그 포맷, 파트 이력 데이터, 파라미터 정의 방식이 기업과 장비 모델마다 다르기 때문에 PdM–PM 자동화–MES 간 데이터 흐름이 일관적으로 관리되지 못하고 있다. SVID의 개수와 ID 규칙 자체가 장비마다 달라 PdM 알고리즘의 입력 변수가 표준화되지 않으며, 심지어 현장 엔지니어가 “전체 데이터 중 SVID 비중조차 모른다”고 언급할 정도로 데이터 구조가 불투명하다. 또한 부품...
	세 번째는 통신 표준화이다. PM 자동화를 구현하기 위해서는 로봇–장비–Host(MES/FDC) 간의 실시간 연동이 필수적이지만, 현재는 장비 제조사마다 통신 방식이 달라 자동화 시나리오의 확장이 어려운 상황이다. 로봇이 장비 상태를 실시간으로 받아 작업을 시작하거나 중지할 수 있으려면 공통의 프로토콜이 필요하며, 이를 통해 작업 단계, 안전신호, 위치 경로 정보, 교체 완료 신호 등이 단일 구조로 교환될 수 있어야 한다. PdM 결과를 Host...
	네 번째는 PM 파트 모듈화 표준이다. PM 자동화는 결국 “부품 교체 작업의 자동화”로 수렴되는데, 현재 반도체 장비의 부품은 동일 장비 내에서도 구조와 인터페이스가 상이하며, 모델별 공정별로 설치 방식이 제각각이다. 자동 교체가 가능하려면 파트 치수와 무게 정보, 장착 인터페이스, 체결 규격, 센서 연결 방식, 모듈 형태의 설계 기준이 통일되어야 한다. 또한 파트별 수명 정보와 교체 기준이 표준화되지 않으면 로봇이 자동 교체 작업을 수행하거나...
	다섯 번째는 물류 포장 표준이다. 자동화된 부품 이송(Auto Delivery)을 위해서는 부품 박스의 크기, 무게, 취급 방식, 인식 표식이 표준화되어야 하지만 현재는 대부분의 기업이 자동 배송을 고려하지 않은 일반 FAB용 박스를 사용하고 있다. 로봇이나 AMR이 부품을 운송하려면 Box 규격, Label 규격, 파트 ID, 무게 중심, 핸들링 포인트 등이 통일되어야 하며, 이는 물류 자동화뿐 아니라 PM 작업의 전체 사이클 타임을 단축하는 ...
	마지막으로 디지털 트윈 표준 또한 핵심 과제로 도출된다. 디지털 트윈은 장비 상태 예측, PM 시뮬레이션, 작업 절차 재현, 로봇 시퀀스 검증 등 PM 자동화 전 과정의 ‘가상 검증 공간’ 역할을 수행하지만, 장비 모델 구조, 좌표계 기준, 데이터 포맷, 시뮬레이션 요소가 표준화되어 있지 않으면 각 장비별로 디지털 트윈을 독립 개발해야 한다. 이는 비용 시간 개발 난이도 측면에서 산업적 확산을 어렵게 만들기 때문에, 장비 ID 구조, 3D 모델 ...
	마. Afab WG와 관련 기관의 활동 의의 및 향후 역할
	SEMI Afab WG 활동은 반도체 산업이 직면한 PM 자동화 PdM 데이터 상호운용성 로봇 통합의 복합적 과제를 해결하기 위한 핵심 플랫폼으로서 중요한 의미를 가진다. Afab WG은 한국에서 시작되어 미국의 반도체 업체들을 아우르고, 향후 일본, 대만 등 글로벌 주요 반도체 국가들이 모두 참여하는 국제 협력체를 지향하고 있으며 반도체 제조의 자율화와 지능화를 실현하기 위한 글로벌 표준 논의를 시작한 국제 거버넌스 협의체이다. PM 자동화, ...
	KSIA와 COSAR는 이러한 국제 표준 논의를 국내 산업과 연결하는 실증 확산 플랫폼으로서 기능한다. 국내 장비사 부품사 팹 로봇기업 등 다수의 주체가 참여하는 산업 구조를 고려할 때, 국제 표준을 단순히 해석하는 수준을 넘어 국내 기술 기반에 맞게 조정하고, 실제 적용 가능한 ‘국가 단위 실행 프레임’을 마련하는 과정이 반드시 필요하다. KSIA와 COSAR는 이 역할을 담당하며, 산업이해관계자 간 기술 협력, 실증 프로젝트 기획, 로드맵 수...
	향후 Afab WG와 KSIA 및 COSAR는 더욱 확장된 역할을 수행해야 한다.
	첫째, 글로벌–국내 표준 개발의 허브 역할을 강화하여 PM 자동화 PdM 로봇 물류 시스템을 아우르는 통합적 표준 로드맵을 제시해야 한다. 현재는 SVID 로그 Traceability 디지털 트윈 로봇 페이로드 PM 파트 규격 등이 개별 영역에서 논의되고 있지만, 실제 팹 자동화는 이 모든 요소가 유기적으로 결합해야만 구현되므로, 표준의 단위별 분절을 해결하는 ‘End-to-End 표준 아키텍처’를 구축할 필요가 있다.
	둘째, 후공정(테스트 패키징)까지 확장된 표준화 프레임워크를 마련해야 한다. 현행 표준 논의는 전공정(WFE) 중심으로 이루어져 있으나, 테스트 장비 패키지 장비는 로봇 접근성, PM 주기, 교체 파트 구조 등에서 매우 큰 차이를 보이며, 후공정 자동화가 전체 제조 자동화의 병목이 될 가능성이 크다. 따라서 Afab WG는 후공정까지 확장된 ‘전 공정 자동화 생태계’를 표준화하는 방향으로 논의를 확대해야 한다.
	셋째, 실증 프로젝트 기반의 산업 확산 구조를 마련하는 것도 중요하다.
	표준은 문서화에 그치기보다 실제 FAB과 장비 제조사가 참여하는 샌드박스 환경에서 검증되어야 한다. KSIA와 COSAR는 한국 내 실증 팹과 연계하여 PM 자동화 시나리오, 로봇–장비 연동 테스트, 부품 Traceability 실증, 디지털 트윈 기반 PM 테스트베드 등을 구축함으로써 실효적 확산 체계를 마련할 수 있다. 이는 국제 표준 개발 과정에서도 데이터를 기반으로 한 피드백 제공이 가능해져 글로벌 협의체에서 한국의 역할과 영향력을 강화하...
	마지막으로, 디지털 트윈–AI 기반 예지정비–자율운영 팹을 연결하는 기술 기반을 마련하는 것이 Afab WG의 중장기적 핵심 역할이 된다. 디지털 트윈 모델 표준화, AI ML 기반 PdM 알고리즘 검증 기준, 가상 검증을 통한 로봇 작업 시퀀스 표준화는 차세대 자율운영 팹 구현에 반드시 필요한 요소이다. 즉 Afab WG는 PM 자동화를 넘어, FAB 현장과 장비 제조사가 전체의 자율운영 체계를 규정하는 차세대 표준 개발 방향을 주도해야 한다.
	1) PM의 정의와 역할
	반도체 산업에서 PM(Preventive Maintenance, 예방정비)은 장비의 신뢰성과 생산성을 보장하는 데 필수적인 활동이다. PM은 장비가 무작위 고장 확률이 증가하는 '위험 영역'에 진입하기 전에 유지보수 활동이 필요할 때를 결정하기 위해 일반적으로 통계적으로 도출된 평균 시간 또는 사용량과 같은 통계적 매개변수를 기반으로 시작되는 계획된 유지보수 활동이다 (A. A. Kalir et al., 2017). 반도체 제조 공정의 대부분의 ...
	PM의 근본적인 목적은 장비를 통제 상태로 유지하고 장기간 원하는 사양 내에서 작동하도록 보장하는 것이다(A. A. Kalir, 2013). PM은 예상치 못한 장비 고장으로 인해 많은 비용 소모가 수반되는 다운타임의 위험을 줄이는 대신 계획된 비생산적 다운타임(unproductive downtime)을 허용함으로써 전반적인 운영 신뢰도를 증가시킬 목적으로 수행된다(J. A. Ramírez-Hernández et al., 2010). 따라서, P...
	PM은 반도체 제조 장비의 전반적인 가용성(availability)과 신뢰성(reliability)을 높이는 데 필수적인 역할을 수행한다(A. A. Kalir et al., 2017). 반도체 제조 시설(fab)의 생산성 및 처리량(throughput)을 향상하고 막대한 자본 투자를 정당화하기 위해 PM을 적절하게 적용하는 것은 필수적이다. PM 활동은 장비 건전성 모니터링(EHM, Equipment Health Monitoring) 시스템과 같...
	PM은 반도체 제조에서 장비의 전반적인 가용성 및 신뢰성을 유지하는 데 필수적이며, 수율 개선, 비용 절감, 그리고 주기 시간(CT, Cycle Time) 단축과 같은 운영 지표에 상당한 개선을 가져올 잠재력이 있다. 일반적으로 PM 활동은 그 성격상 더욱 복잡해지고 수행해야 할 작업이 많아지면서 PM 기간이 증가하는 경향을 보이는데, 이 길어진 PM 기간은 해당 도구세트나 전체 팹의 주기 시간에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 따라서, PM 기...
	뿐만 아니라, PM은 반도체 제조 공정에서 오염(contamination)을 통제하는 데 핵심적인 역할을 한다. AMC(Airborne Molecular Contaminants)는 청정실 환경에서 집적 회로의 금속 부식을 유발하고 웨이퍼 스크랩(wafer scrap)을 초래할 수 있다(B. -J. Wu et al., 2010). 즉, AMC 제어 시 PM 와이퍼(PM wipers)는 염화 이온(Cl−) 분자 오염을 시뮬레이션하는 데 사용될 수 있...
	일반적으로 PM은 Pre-PM 준비, 침습적 유지보수, 도구 인증이라는 세 가지 순차적 부분으로 나뉘는 정형화된 절차를 따른다(I. Regev et al., 2016). 그러나 작업자의 기술과 경험에 따라 PM 작업의 품질이 크게 달라질 수 있으며, 이는 장비 성능 및 생산성에 큰 영향을 미친다. 예를 들어, 고품질 유지보수 작업은 장비의 초기 성능을 보존하거나 재현하는 데 중요하다. 이때 특정 작업자가 유지보수를 수행했을 때 플라즈마 식각 결함...
	이처럼 반도체 산업에서 PM의 역할은 단순히 고장을 예방하는 것을 넘어, 최적화된 스케줄링 및 작업 실행을 통해 생산성, 장비 가용성, 수율, 그리고 청정실 환경 통제에 직접적으로 기여하는 복잡하고 다층적인 시스템 관리 활동으로 볼 수 있다.
	2) 반도체 산업 내 PM 자동화의 중요성
	반도체 산업에서 PM의 자동화는 장비의 가용성, 생산성, 그리고 궁극적으로는 막대한 자본 투자의 회수율(ROI)을 극대화하기 위한 필수 불가결한 진화 과정이다. 반도체 제조 시설(fab)은 극도로 정교하고 비용이 많이 드는 장비로 운영되는데, 새로운 300mm 웨이퍼 팹의 건설 비용은 30억 달러를 초과할 수 있어, PM을 적절히 적용하여 생산성과 처리량(throughput)을 유지하는 것이 매우 중요하다(J. A. Ramírez-Hernánde...
	이러한 한계를 극복하기 위해 PM의 자동화는 상태 기반 유지보수(CBM, Condition-Based Maintenance) 패러다임의 부상을 통해 가속화되고 있다. CBM은 장비 상태와 성능과 관련된 원시 데이터를 장비 건전성에 대한 실행 가능한 정보로 변환하고, 이를 기반으로 유지보수 개입에 대한 의사결정을 내리는 변환 과정으로 볼 수 있다(M. E. Cholette et al., 2013). 그러나 반도체 제조 분야에서 복잡한 공정 물리 모...
	자동화된 PM 시스템의 핵심적인 역할은 실시간 상태 모니터링 및 고장 예측(Prognostics)에 있다. 장비 건전성 모니터링(EHM) 프레임워크는 통계적 공정 관리(SPC)와 같은 기술을 활용하여 수많은 장비 상태 변수 식별자(SVIDs)를 모니터링하고, 이를 통합적인 장비 건전성 지수(EHI)와 같은 단일 지수로 집계한다. 이처럼 실시간으로 장비의 비정상적인 상태 변화를 감지함으로써, 엔지니어는 EHI 계층 구조를 분해하여 근본 원인을 신속...
	자동화는 또한 생산 환경의 보조 시스템 및 장비 건전성 모니터링에도 필수적이다. 예를 들어, 300mm 팹에서 웨이퍼를 안전하고 빠르게 운송하는 데 주로 사용되는 오버헤드 운송 시스템(OHT)의 레일 네트워크 고장을 감지하기 위해 인공신경망(ANN) 기반 접근 방식이 적용되어, OHT 레일 시스템의 고장을 실시간으로 정확하게 감지 및 분류하는 데 적합하다는 것이 입증되었다(A. Zhakov et al., 2020).
	이러한 실시간 고장 감지 결과는 사전에 계획된 비용이 많이 드는 예방적 유지보수 대신 상태 기반 유지보수 절차를 가능하게 하며, 반도체 제조를 위한 안정적인 OHT를 보장한다. 또한, 반도체 제조 과정에서 발생하는 독성 및 부식성 부산물이 배관 내부에 축적되어 막힘이나 펌핑 효율 감소를 유발할 수 있는데, 전기 용량 단층 촬영(ECT) 및 CNN을 기반으로 한 지능형 모니터링 기술을 통해 잔류물 축적을 조기에 감지하고 유지보수 전략을 개선할 수 ...
	다음으로 자동화된 PM은 스케줄링 및 운영 결정의 통합 최적화를 가능하게 한다. 반도체 장비는 고도로 통합되어 있고 PM 작업 간의 상호 의존성이 높으며, 재공품(WIP, Work in Progress) 수준 및 수요와의 균형을 맞추는 것이 어렵기 때문에 PM 스케줄링은 매우 어려운 작업으로 간주되어 왔다. 자동화된 PM 스케줄링 시스템(예: PMOST)은 이러한 문제를 해결하기 위해 혼합 정수 계획법(MIP) 모델을 기반으로 PM 작업을 최적으...
	최근에는 기존의 인적 오류와 비효율성을 근본적으로 제거하고, 정밀하고 시기적절한 유지보수를 실현하기 위해 로봇 및 센싱 기술을 활용한 자동화와 관련된 연구와 활용이 확대되고 있다. PM 자동화에서 로봇의 가장 명확한 역할은 자동화된 자재 처리 시스템(AMHS, Automated Material Handling System)과 같은 핵심 인프라의 건전성을 실시간으로 모니터링하는 데 있다. 앞서 언급한 오버헤드 운송 시스템(OHT)의 경우 수 킬로미...
	이와 같은 진단 중심의 자동화를 넘어, 최근에는 로봇을 보다 적극적으로 활용하여 부품의 자동 이송과 교체를 수행하는 단계로 발전하고 있다. 교체가 필요한 부품이 예측되면, 클린룸 환경에서도 이동 가능한 자율주행형 로봇(AMR, Autonomous Mobile Robot)이 해당 부품을 자동으로 공급하는 방식이 도입되고 있다. 이러한 로봇은 설비의 상태데이터와 예지진단 결과를 연계해 필요한 예비품 목록을 자동 산출하고, RFID 또는 비전 시스템 ...
	나아가 교체 부품의 이송에 그치지 않고, 실제 정비 작업을 수행하는 협동로봇(Cobot)의 활용이 확대되고 있다. 협동로봇은 사람과 동일한 공간에서 안전하게 작업할 수 있도록 설계되어 있으며, 향후에는 필터나 실링(O-ring), 모터, 벨트 등 주기적으로 마모되는 부품을 자동으로 탈착 교체 체결하는데 기여할 수 있다. 예를 들어, 반도체 장비의 PM 작업에 있어 협동로봇이 비전 기반 정렬과 Force-Torque 센서를 활용해 ±0.1mm 수준...
	더 나아가 이러한 다양한 로봇과 센싱 시스템을 통합적으로 제어하기 위한 지능형 PM 오케스트레이션 플랫폼이 구축되고 있다. 이 플랫폼은 클라우드와 엣지 컴퓨팅이 결합된 구조로, 각 장비의 상태 진단 결과를 기반으로 부품 교체 우선순위를 도출하고, 필요한 예비품을 자동 주문한 뒤, 교체 로봇의 동작을 스케줄링한다. 또한 디지털 트윈 환경에서 교체 시뮬레이션을 수행하여 작업의 안정성을 사전에 검증하고, 작업 완료 후에는 품질 검증 결과를 자동 리포트...
	반도체 산업에서의 PM 자동화는 단순한 진단 자동화에서 출발하여, 부품 이송 자동화와 협동로봇 기반 정비 자동화, 그리고 AI 기반의 전 주기 오케스트레이션으로 진화하고 있다. 초기에는 센서와 딥러닝 기반 결함 감지를 통해 설비 상태를 모니터링하는 단계였다면, 현재는 예비품 공급과 정비 작업까지 로봇이 수행하는 단계로 확장되고 있으며, 향후에는 설비, 로봇, AI가 통합된 무중단 유지보수(Zero-Downtime Maintenance) 체계를 구...
	3) PM 자동화 기술 동향 및 글로벌 산업 환경 변화
	본 장에서는 반도체 제조 환경에서 PM 자동화가 어떤 기술적 진화를 거쳐 지능형 유지보수 체계로 발전해 왔는지를 체계적으로 살펴보고자 한다. 반도체 생산라인의 복잡성과 장비 가동률에 대한 요구가 높아짐에 따라, 유지보수는 더 이상 단순한 정기점검의 영역에 머무르지 않고, 장비 상태의 실시간 진단과 예측을 기반으로 한 자율적 의사결정 체계로 전환되고 있다. 이러한 변화의 중심에는 인공지능(AI), 센서 네트워크, 디지털 트윈, 고장 예측 알고리즘 ...
	특히 최근의 기술 발전은 ‘정해진 주기에 따른 정비(Time-based PM)’에서 벗어나, 장비의 실제 동작 데이터와 공정 변수에 근거하여 최적의 시점에 필요한 정비를 수행하는 상태 기반 유지보수(CBM)로의 전환을 가속화하고 있다. 이는 단순한 유지보수 자동화가 아니라, 고장 예측 진단 제어 운영 최적화로 이어지는 지속적 피드백 루프(Feedback Loop)를 구축함으로써 설비 가용성과 생산성을 동시에 극대화하는 방향으로 진화하고 있음을 의...
	이에 따라 본 장에서는 2025년까지 IEEE에 게재된 주요 연구논문 25편을 대상으로, PM 자동화와 관련된 핵심 기술의 발전 과정을 분석한다. 분석의 목적은 개별 기술의 세부 결과를 나열하기보다는, 지난 25년간 축적된 연구가 △장비 상태 모니터링 및 고장 예측, △공정 제어 및 신뢰성 분석, △PM 스케줄링 및 운영 최적화로 이어지는 기술 체계로 어떻게 구조화되어 왔는지를 조망하는 데 있다. 이러한 분석을 통해 PM 자동화가 단순한 정비 효...
	3.1 지능형 장비 상태 모니터링 및 고장 예측 기반 PM 전환
	PM 자동화의 첫 번째 핵심 동향은 장비의 건전성을 정확하게 진단하고 고장을 사전에 예측하여, 필요에 기반한 상태 기반 정비(Condition-Based Maintenance, CBM) 체제로 전환하는 것이다.
	먼저, 인공지능(AI) 및 딥러닝 기반 장비 상태 진단 및 분류 기술의 발전이 주목된다. 반도체 제조 환경에서는 인공신경망(ANN) 및 컨볼루션 신경망(CNN)과 같은 인공지능 기법이 고장 감지 및 분류를 위해 광범위하게 적용된다(A. Zhakov et al., 2020). 예를 들어, 300mm 반도체 공장의 오버헤드 운반 시스템(OHT) 레일 네트워크에서 발생하는 상부 전원 공급 케이블 이탈, 하부 전원 공급 케이블 이탈, 꼬인 케이블 홀더 ...
	특히 딥러닝 기술인 CNN은 웨이퍼 맵의 결함 패턴 인식이나 레일 표면 결함을 탐지하는 데 활용되어 제조 프로세스에서의 진단 정확도를 향상시킨다. 다만, ANN 기반 알고리즘을 훈련할 때, 실험실(source domain)에서 수집한 데이터와 실제 공장(target domain)의 운영 환경 간의 도메인 차이나 특정 고장 유형의 샘플 수가 적어 발생하는 데이터 불균형(imbalanced data set) 문제로 인해 오버피팅(overfitting...
	다음으로 장비 건전성 통합 지표 및 다변량 모니터링 기법을 활용하여 수천 대의 장비를 효율적으로 모니터링하고 이상 상태를 식별하기 위해 장비 건전성 지수(Equipment Health Index, EHI) 프레임워크가 개발되었다(C. -Y. Lee et al., 2019). EHI는 데이터 전처리, 통계적 공정 관리(SPC), 분석적 계층 프로세스(AHP)를 통해 구현되며, 수많은 상태 변수 식별자(SVID)와 장비 유휴 시간, 자재 사용 속도,...
	또한, 복잡한 시스템의 열화 역학을 모델링하기 위해 장비 운영체제별 은닉 마르코프 모델(HMM) 기반 방법이 제시되었다(M. E. Cholette et al., 2013). 이 방법은 장비가 여러 운영 체제(operating regimes)를 거치는 시범적 조건에서도 시스템의 열화 상태를 모니터링할 수 있도록 하며, 통계적 공정 관리(SPC) 차트에서의 이탈을 통해 장비 상태 변화를 감지한다. 다수의 변수를 동시에 모니터링하기 위해 Hotelli...
	실시간 센서 데이터와 공정 모니터링 데이터를 활용한 예측 모델 구축은 PM 자동화의 중요한 부분으로 관련 연구 또한 활발히 진행되고 있다. 특히, 가상 계측(Virtual Metrology, VM) 기술은 물리적 측정 단계 없이 실시간 공정 센서 데이터를 기반으로 웨이퍼의 품질 특성(예: 두께, 치수)을 예측하여 생산 주기 시간을 단축하고 공정 이상을 조기에 감지하게 한다(S. Hwang et al., 2014). VM 모델로 자주 사용되는 신경...
	고장 예측(Prognostics) 기술은 장비가 고장 날 시점을 예측하여 사전에 PM 일정을 계획하게 한다. 반도체 제조 공정의 복잡성으로 메커니즘 분석을 통한 모델링이 어려울 때, 데이터 기반 접근 방식이 적절하며, 자동 연관 회귀(Auto-associative Regression, AR)와 가우시안 프로세스(Gaussian Process, GP)를 통합한 AR-GP 방법이 제시되었다(L. Zhu, 2024). AR 모델은 정상 상태 데이터를 ...
	이외에도, 전기 용량 단층 촬영(ECT) 기술과 CNN을 결합하여 반도체 배기 파이프라인 내부의 잔류물 침착을 비파괴적으로 모니터링하는 기술이 개발되었는데(M. Jeon et al., 2025), 이는 파이프 막힘을 조기 감지하고 상태 기반 정비를 지원하여 공정 신뢰성과 안전성을 높인다. 또한, 분광 타원편광계(spectral ellipsometer, SE)와 같은 인시튜 센서(in situ sensors)는 플라즈마 식각로 등의 장비를 모니터링...
	3.2 지능형 공정 제어 및 신뢰성 분석을 통한 PM 관리
	PM 활동의 필요성을 장비의 상태와 환경 요인에 기반하여 결정하고, 공정 결과의 품질을 실시간으로 관리하는 제어 기술이 PM 자동화의 두 번째 축으로 분석된다.
	먼저, 반도체 제조 공정에서는 장비 노후화로 인한 선형 드리프트(linear drift)와 예방 정비나 원자재 배치 변경으로 인한 계단식 변화(step changes)와 같은 외란이 흔하게 발생한다. 이러한 외란에 대응하여 공정 출력값을 목표값에 가깝게 조정하는 실행간(R2R) 제어 기술이 중요하게 다루어진다(B. -Y. Jou et al., 2012). 기존의 이중 EWMA(dEWMA) 제어기가 드리프트 공정 관리에 사용되었지만, 최근에는 선형...
	계층적 신뢰성 분석 및 변동성 관리를 위한 연구도 진행되고 있다. 복잡한 시스템, 특히 동일한 부품 유형이 여러 위치에 중복되어 사용되는 시스템의 신뢰성을 평가할 때, 부품 신뢰성 추정치 간의 공분산으로 인해 시스템 수준의 신뢰성 추정치 분산이 확대되는 문제가 발생한다. 이러한 공분산 계산의 어려움을 해결하기 위해 계층적 분산 분해 절차가 제안되었다(T. Jin, 2008). 이 모델은 시스템 신뢰성 추정치를 중간 레이어를 통해 부품 수준으로 분...
	PM 관리는 단순히 시간 기반이 아닌 장비의 실제 열화 상태를 반영해야 한다. 장비 열화는 다양한 환경적, 운영적 요인에 의해 영향을 받는다. 예를 들어, 전력 시스템에서 단락(short circuit) 및 과부하(overload)와 같은 과전류는 장비의 기계적 스트레스, 과열, 절연 열화 등을 유발하여 부품 고장률을 증가시킨다. 이러한 과전류의 영향을 받는 부품의 고장률 모델(λ)을 사용하여 민감도 분석을 수행할 수 있으며, 과전류 수준이 임계...
	반도체 제조 시 발생하는 유해 가스 오염 물질은 공정 툴 손상, 제품 부식, 웨이퍼 결함 및 작업자 부상을 유발할 수 있다. 따라서 청정실(cleanroom) 환경에서 PM 활동 중 발생하는 오염 물질의 공간적, 시간적 분포를 제어하기 위한 예방 정비 대책이 중요하며, 염화 이온 오염 물질은 Al-Cu 패턴 웨이퍼에서 금속 부식을 일으키는 주요 원인이 될 수 있다. 또한, 전력 변환 장치의 IGBT 모듈과 같은 핵심 부품은 높은 습도에서 열화가 ...
	3.3 PM 스케줄링 및 운영 최적화 기술
	장비 상태 진단 및 예측 결과를 바탕으로, PM 활동의 실행 시점과 방식을 최적으로 결정하고 실행 효율성을 극대화하는 수학적 모델 및 운영 전략이 PM 자동화의 최종 목표로 볼 수 있다. 이와 관련하여 PM 스케줄링 및 운영 최적화 관련 연구도 진행되고 있다.
	PM 스케줄링 문제는 매우 복잡하여, 계층적 모델링 프레임워크가 해결책으로 제시되었다(J. A. Ramírez-Hernández et al., 2010). 상위 계층에서는 마르코프 의사결정 프로세스(MDP)를 사용하여 장비의 확률적 고장 과정과 시스템의 수요 패턴을 포착하고 PM 주기나 시간 창을 결정한다. 하위 계층에서는 혼합 정수 계획법(MIP) 모델을 사용하여 계획 기간 동안의 모든 PM 작업을 최적으로 스케줄링한다. MIP 모델은 총 장비...
	대규모 시스템에서 장비 건전성을 고려하여 동적 디스패칭과 PM 결정을 동시에 최적화하는 D-DDPM(Decomposed Dynamic Dispatching and Preventive Maintenance) 프레임워크가 개발되기도 하였다(B. Zhang et al., 2023). 이 프레임워크는 계산 복잡성을 해결하기 위해 용량 분해 모델(Capacity Decomposition Model, CDM)을 사용하여 글로벌 문제를 다수의 단일 기계 DD...
	PM 활동이 복잡해지고 기간이 길어짐에 따라, PM을 더 짧고 자주 수행되는 작은 부분(splits)으로 분할하는 전략이 주기 시간(CT) 최적화에 효과적인 방법으로 연구되었다(A. A. Kalir et al., 2017). 이는 PM의 변동성 영향을 줄임으로써 CT를 개선한다. PM 분할 전략의 핵심은 분할에 수반되는 추가적인 설정 시간(setup, SU) 비용과 장비 가용성 감소를 CT 개선 이익과 상충시키는 데 있다. 또한, 현실적인 운영 ...
	PM 활동 자체의 품질과 효율성을 향상시키기 위한 분석 기술도 발전하고 있다. PM을 단일 활동이 아닌 준비(Pre-PM), 침습적 유지보수, 도구 검증(tool qualification)과 같은 구성 요소로 세분화하여 비효율성을 파악하고 개선하는 프레임워크가 제시되었다(I. Regev et al., 2016). PM의 예상 기간을 설명하는 모델은 PM 시작 시간, 모니터 결과와 같은 자동으로 추적되는 데이터를 활용하여 PM 부분별 평균 기간을 ...
	또한, 광학 동작 캡처 센서(optical motion sensor)를 사용하여 정비 작업자(worker)의 움직임을 기록하고 분석하는 기술은 PM 자동화의 또 다른 중요한 측면이다. 이 기술은 작업자의 동작(예: 습식 청소 시 닦는 동작)을 시계열 3D 좌표 데이터로 변환하여, 고품질 정비 작업의 핵심 지표를 추출할 수 있다(M. Kagaya et al., 2017). 이를 통해 작업 방식에 대한 정보를 수치화된 데이터로 제공하여, 특정 작업자...
	4) PM 자동화의 궁극적 실현을 위한 PdM 기술
	PM 자동화는 단순히 장비의 유지보수 절차를 기계적으로 대체하는 수준을 넘어, 장비의 상태를 실시간으로 분석하고 고장을 사전에 예측하여 최적의 시점에 유지보수를 수행하도록 하는 지능형 예지보전(Predictive Maintenance, PdM) 기술과 필연적으로 맞물릴 수밖에 없는 진화적 단계에 있다. PM이 일정한 주기나 사용 횟수 등 사전에 정해진 기준에 따라 설비를 점검 교체하는 관리 체계라면, PdM은 장비가 생성하는 대규모 상태 데이터와...
	결국 PM 및 PdM은 어느 한쪽만으로는 완전한 자율 유지보수 체계를 구현할 수 없다. 즉, PdM이 제공하는 고장 예측 결과가 PM 자동화 시스템의 동작 트리거(trigger)가 되고, PM 자동화가 수행한 결과는 다시 PdM의 학습 데이터로 환류되면서 지속적 최적화(Continuous Optimization)가 이루어진다. 반도체 제조 환경에서는 이러한 PM–PdM 통합이 곧 생산라인의 안정성과 가용성, 그리고 장비 수명과 비용 효율성을 동시...
	따라서 PM 자동화의 기술적 완성도를 높이기 위해서는 PdM의 발전 방향과 기술적 한계를 병행하여 이해할 필요가 있다. 최근 PdM은 AI 기반 이상 탐지, 딥러닝 예측 모델, 디지털 트윈 기반 유지보수 시뮬레이션, 클라우드-엣지 통합 분석 등으로 빠르게 고도화되고 있으며, 특히 반도체 제조 환경에서는 고신뢰 저지연의 데이터 수집 및 해석 능력이 핵심 경쟁력으로 부상하고 있다. PM 자동화는 장비의 상태를 모니터링하고(PdM의 인지 결과에 따라)...
	이러한 관점에서, 본 장에서는 2025년까지 IEEE에 게재된 PdM 관련 주요 논문 50편을 분석하여, 지난 25년간 PdM 기술이 어떤 방향으로 진화해 왔는지를 살펴보고자 한다. 분석 대상에는 센싱 신호처리 기반 진단, 머신러닝 예측 알고리즘, 디지털 트윈 연계 플랫폼, 엣지-AI 구조 등 다양한 접근법이 포함되어 있으며, 이를 통해 PdM 기술의 핵심 흐름, 세부 응용 영역, 그리고 향후 PM 자동화와의 융합 가능성을 체계적으로 조망한다. ...
	4.1 데이터 전처리 및 건전성 지표 추출을 위한 지원 기술
	PdM의 효과를 높이기 위한 첫 번째 단계는 센서 및 공정 데이터를 분석에 적합한 형태로 가공하고 장비의 상태를 대표할 수 있는 유의미한 지표를 추출하는 것이다. 반도체 제조 공정에서 수집되는 방대한 양의 상태 변수 식별자(SVID) 데이터는 종종 다중 공선성(multi-collinearity) 문제를 가지므로, 주성분 분석(PCA)과 부분 최소 제곱(PLS)과 같은 차원 축소 및 특징 선택 기법이 적용되어 노이즈를 제거하고 핵심적인 정보를 추출...
	예를 들어, 실리콘 카바이드 MOSFET(SiC MOSFET)의 고장 예지를 위한 데이터 기반 접근 방식에서는 PCA를 활용하여 센서 데이터의 차원을 줄이고 노이즈를 걸러내며, 실시간 온라인 구현을 위한 강력한 이상 탐지 지표를 설정한다. PLS는 SVID 데이터와 FDC(Fault Detection and Classification) 매개변수로부터 특징 점수(feature scores)를 추출하여 장비 건전성 모델을 구축하는 데 활용되며, 이는...
	PdM 시스템의 핵심 구성 요소인 건전성 지수(Health Index, HI)는 장비의 실시간 상태를 종합적으로 평가하기 위해 개발되었다. 계층적 장비 건전성 지수(EHI) 프레임워크는 데이터 전처리, 통계적 공정 관리(SPC), 그리고 분석적 계층 프로세스(AHP)와 같은 기법들을 통합하여 수많은 SVID들을 단일의 포괄적인 지표로 집계하고, 이상 징후 발생 시 계층적 분해(hierarchy decomposition)를 통해 근본 원인을 추적할...
	또한, 동적 시간 워핑(Dynamic Time Warping, DTW)은 와이어 본딩 장비의 위치 오류(positioning error) 진단을 위한 프레임워크에서 스트리밍 시계열 데이터로부터 유의미한 정보를 잘라내고(cropping) 정상 및 불량 데이터 세트를 수집하는 데 사용된다(P. Li et al., 2019). 예를 들어, 드라이 에칭 챔버의 오염 축적을 모니터링하기 위해 제안된 체계적인 방법론은 조각별 선형 근사(Piecewise L...
	데이터의 희소성 및 불균형 문제를 해결하기 위한 기술인 합성 데이터 생성(Synthetic Data Generation)은 심층 학습 모델 훈련에 필수적인 역할을 한다. 예를 들어, 반도체 레이저의 PdM 프레임워크에서는 GAN(Generative Adversarial Neural Network) 모델이 실제 실험 데이터와 유사한 신뢰성 데이터를 생성하는 데 사용되었으며, 이 합성 데이터는 심층 학습 모델의 성능을 향상시키는 데 기여했다(K. A...
	가상 계측(Virtual Metrology, VM)은 실제 계측 없이 공정 데이터로부터 장비 상태를 예측하는 기술로, PdM을 지원하는 핵심 기술로 간주된다. VM 기반 기준선 예지보전(VM-based Baseline Predictive Maintenance, BPM) 방안은 VM 기술로 장비의 건전한 기준선 모델(TD baseline model)을 생성하여 고장 탐지 및 예지의 참조값으로 사용하며, 대규모 과거 고장 데이터 없이도 고장 진단 및...
	4.2 심층 학습 및 첨단 기계 학습을 이용한 RUL 예측
	예지보전의 궁극적인 목표인 잔여 유효 수명(RUL) 예측은 비선형적이고 복잡한 장비 열화 패턴을 모델링하는 심층 학습(DL) 기법에 의해 주도된다. 특히 시계열 데이터의 장기적인 의존성(long-term dependencies)을 포착하는 순환 신경망(RNN)의 변형들이 널리 채택되었다.
	장단기 메모리(LSTM) 네트워크는 RNN의 문제점인 기울기 소실(gradient vanishing) 문제를 해결하기 위해 개발되었으며, SiC MOSFET의 RUL 예측이나 리튬 이온 배터리 수명 예측 등 다양한 분야에 적용된다. 게이트 순환 유닛(GRU)은 LSTM보다 단순화된 구조로, 레이저 장비의 성능 열화 예측과 RUL 예측에 사용된다. 반도체 레이저의 PdM 프레임워크에서는 어텐션 기반 GRU(Attention-based GRU) 모델...
	시간 컨볼루션 네트워크(Temporal Convolutional Network, TCN)는 시퀀스 모델링에서 LSTM이나 GRU 같은 순환 아키텍처보다 단순하면서도 효과적이며, 직접적인 특징 학습을 통해 가볍고 효과적인 예측 모델을 구축할 잠재력을 가진다. TCLSTM(Temporal Convolution-based LSTM) 네트워크는 TCN을 사용하여 시계열 데이터로부터 특징을 추출하고, 추출된 특징들 간의 시간적 의존성을 학습하기 위해 LS...
	전기적 속성들 간의 내재적 상호작용(attribute interactions)과 시간적 변화(temporal dependence)를 동시에 포착하기 위해 시공간 그래프 컨볼루션 네트워크(Spatio-Temporal Graph Convolutional Network, STGCN) 구조도 제안되었다(Y. Jiang et al., 2022). Electrical-STGCN은 산업용 장비의 PdM을 위해 이 두 가지 특징을 모두 고려하여 건전성 추정을 ...
	심층 학습 외에도 랜덤 포레스트(Random Forest, RF)와 베이즈 릿지 회귀(Bayesian Ridge Regression, BRR)와 같은 고전적인 기계 학습 기법들이 전력 전자 장치의 건전성 평가에 효과적으로 사용되기도 한다. SiC MOSFET의 상태 예측을 위한 2단계 머신러닝 파이프라인에서는 RF 분류기가 장치 상태를 '건전(Healthy)' 또는 '고장 전(Pre-failure)'으로 분류하며, 장치가 고장 전 상태로 분류된 ...
	또한, 칩 프로빙 공정에서 프로브 카드의 RUL 예측 정확도를 높이기 위해, 단일 변수 대신 여러 특징을 추출하여 예측하는 다변량 시계열 예측(TSPMVA) 방식이 제안되기도 하였다.
	4.3 확률론적 모델 및 베이즈 기반 추정 기법
	예측 결과의 불확실성을 정량화하고 비선형 시스템의 상태를 추적하는 데는 확률론적 모델들이 중요한 역할을 한다. 입자 필터(Particle Filter, PF)와 그 변형(예: Auxiliary PF)은 열화 데이터의 비선형적이거나 비가우시안적인 특성을 효율적으로 처리하며, 새로운 측정 데이터를 지속적으로 통합하여 온라인 RUL 업데이트를 가능하게 한다. 에피택시 공정의 예측 유지보수 시스템에서는 칼만 예측기(Kalman Predictor)와 가우...
	전자 부품의 건전성 평가 및 잔여 수명 예측을 위해 Cox의 비례 위험(Proportional Hazards, PH) 모델을 연속 시간 마르코프 체인(Continuous-Time Markov Chain, CTMC)과 통합하는 방법론도 제시되었다(C. L. Kahraman et al., 2024). 이 방법은 부품의 동작 연령과 모니터링되는 열화 상태를 동시에 고려하여 조건부 신뢰도 특성과 평균 잔여 수명(MRL)을 명시적이고 효율적인 공식으로 계...
	PdM의 최종 단계는 예측 결과를 바탕으로 최적의 유지보수 시점을 결정하여 비용을 최소화하는 것이다. 반도체 플라즈마 식각 장비의 유지보수 계획 업데이트 방법은 예측된 고장 시점의 확률적 변동성을 고려하여 기대 유지보수 비용을 계산한다. 이 방법은 비계획적인 고장으로 인한 비용(예: 웨이퍼 스크랩 비용)과 조기 교체로 인한 비용을 모두 고려하며, 가장 최근 계획된 유지보수 시점에서의 기대 비용이 가장 낮을 경우 추가 PdM 작업을 통합하도록 결정...
	데이터가 부족한 환경, 특히 희귀한 고장 이벤트가 발생하는 경우에 적용되는 퍼지 소수점 학습(Fuzzy Few-Shot Learning, FFSL) 기반 PdM 프레임워크는 포토마스크 헤이즈 결함을 사례 연구로 제시되었다(H. -H. Huang et al., 2024). 이 방법은 데이터 불균형 문제를 완화하기 위해 비정상 데이터만을 사용하여 모델을 훈련하며, 속성 분류와 퍼지 유사성(Fuzzy Similarity, FS)을 사용하여 컴포넌트 이...
	4.4 전이 학습 및 도메인 적응 기법
	PdM 모델의 일반화 능력과 데이터 희소성 문제를 해결하기 위해 전이 학습(Transfer Learning) 기법이 사용된다. 이온 밀 에칭(IME) 공정의 고장 예지를 위한 2단계 전이 학습(Two-Stage Transfer Learning) 접근 방식은 TCN(Temporal Convolutional Network)과 도메인 적대적 신경망(Domain-Adversarial Neural Network, DANN)을 결합한 TCN-DANN 모델을...
	4.5 지능형 자동화 및 기타 요소 기술
	반도체 제조 환경의 지능형 자동화(Intelligent Factory Automation, iFA) 시스템에는 예측 유지보수 시스템(IPM)이 통합되어 제로 불량 제조(Zero-Defect Manufacturing) 목표 달성을 지원한다. 이는 장비 엔지니어링 데이터(EE data)를 수집하고 이를 기반으로 잠재적 고장을 온라인으로 예측하는 e-진단(e-Diagnostics) 프레임워크를 통해 실현된다. 최근에는 대규모 언어 모델(Large La...
	본 장에서는 2025년 7~8월 동안 수행된 ‘반도체 PM(Preventive Maintenance) 자동화’ 관련 업계 설문조사의 주요 결과를 체계적으로 정리하고, 이를 통해 현재 산업계가 인식하고 있는 PM 자동화의 수준과 과제, 그리고 향후 표준화 R&D 방향을 도출하고자 한다. 이번 조사는 SEMI Korea 산하 Autonomous Fab Working Group(Afab WG)이 반도체산업협회(KISA)와 함께 추진한 공식 활동으로, ...
	1) 조사 설계 및 응답자 특성
	본 설문조사는 2025년 7월 6일부터 8월 31일까지 총 56일간 온라인 방식으로 진행되었으며, 국내외 반도체 산업 공급망 내 관련 기업 담당자 총 79명이 참여하였다. 주요 설문 항목은 PM 자동화의 정의와 도입 목표, 로봇 적용 범위 및 과제, PM 부품 이송 자동화, PM 부품 모듈화 가능성, 그리고 통신 프로토콜 및 인터페이스에 관한 내용으로 구성되었다.
	응답자의 회사 분야별 특성을 분석한 결과, Equipment and Sub-systems supplier가 48.1%(38명)로 가장 높은 비중을 차지했으며, Device Manufacturing이 19.0%(15명), Robot Manufacturer가 12.7%(10명), Software supplier가 8.9%(7명) 순으로 나타났다.
	PM 자동화에 대한 업계의 일반적인 정의는 '대부분의 PM 절차는 시스템/로봇 등의 도구로 대체 가능하되, 일부 인간의 지원은 필요하다'는 답변이 70.9%로 압도적인 응답을 기록했다. 이는 PM 자동화가 사람의 개입 없이 완전히 자동화되는 수준(12.7%)보다는 자동화 도구와 사람의 협력이 필요한 수준으로 인식되고 있음을 보여준다. 이러한 정의 수준의 PM 자동화에 도달하는 기간은 응답자의 절반에 가까운 49.4%가 10년을 예상했으며, 평균 ...
	PM 자동화를 통해 달성하고자 하는 가장 주요한 목표는 '가동 중단 시간 감소'가 가장 높게 나타났으며, 생산성 향상이 자동화의 핵심 동인임을 명확히 했다. 다음으로는 '유지보수 비용 절감', '작업자 안전성 향상', '데이터 정확성 및 추적성 향상' 순으로 나타났다.
	한편, PM 자동화 성공을 측정하기 위한 주요 성과 지표(KPI)로는 '장비 가동 시간'이 45.6%로 가장 높은 응답을 기록하여, 목표인 '가동 중단 시간 감소'와 일치하는 지표를 선택하고 있음이 확인되었다.
	2) 주요 설문 결과 분석
	반도체 분야 표준화 활동 필요성에 대해 국문 설문지 응답자 전원(100.0%)이 ‘필요하다’고 응답하여 산업 전반의 강력한 공감대가 형성되어 있다. 이러한 표준화의 가장 큰 목적은 '제품 및 업무 행위의 단순화와 호환성 향상'(39.0%)이었으며, 그다음은 '인터페이스 호환성'(27.1%)으로 나타났다. 특히 Device Manufacturing 분야에서는 '인터페이스 호환성'이 50.0%를 차지하며 표준 인터페이스 확보의 중요성을 강조했다.
	2.1 PM 자동화 장비 설계 및 로봇 도입 표준화 요구
	가. 자동화 고려 장비 설계 및 하드웨어 개선
	PM 자동화 구현에 있어 가장 시급한 하드웨어 개선 항목으로 1+2+3순위 합산 결과 '자동화를 고려한 장비 설계'가 87.3%로 압도적인 1위를 차지했다. 이는 자동화 솔루션을 도입하기 전에 장비 자체의 근본적인 설계 변경이 필요함을 시사한다.
	PM 작업에 로봇을 도입하는 경우, 응답자들은 ‘PM 부품 교체'(50.6%)에 로봇 도입이 가장 필요하다고 보았으며, ‘볼트/너트 체결 해체'(39.2%) 및 '정상 체결 여부 검사'(36.7%)가 뒤를 이었다. 도입을 고려 중인 로봇 형태는 '이동형 협동 로봇'이 59.5%로 과반 이상을 차지했다.
	나. 로봇 플랫폼 공용화 및 Arm 형태
	PM을 위한 로봇용 플랫폼의 공용화 필요 여부에 대해서는 54.4%가 '예'라고 응답했으나, 38.0%는 '상황에 따라 다르다'고 응답하여, 특정 작업 환경에 따른 유연성도 고려해야 할 부분임을 나타냈다. 로봇의 최종 설계 관점에서 적합한 arm 형태로는 '특정 작업에 맞춘 복수의 arm'이 50.6%로 가장 높은 응답을 기록했다. 그러나 Device Manufacturing과 Wafer Manufacturing 분야에서는 '다양한 작업을 위한 ...
	2.2 통신 프로토콜 및 데이터 추적 표준화
	PM 자동화의 성공적인 구현을 위해 데이터 및 통신 영역의 표준화에 대한 업계의 요구가 매우 강력하게 나타났다. 전체 응답자의 73.4%가 PM 자동화를 위한 별도의 통신 프로토콜이 필요하다고 응답했으며, 이는 특히 Software supplier(100.0%)와 Device Manufacturing(86.7%) 분야에서 가장 높은 필요성으로 확인되어, 장비와 시스템 간의 원활한 데이터 교환 및 제어를 위한 인터페이스 호환성 확보가 최우선 과제임...
	PM 부품의 수명 및 상태 정보 관리 측면에서, Wafer Count나 RF Timer 기반 부품 외에 Valve Open/Close 횟수 등으로 수명이나 상태를 알 수 있는 부품에 대해 조사한 결과, 응답자의 55.6%가 'PM 시작/종료 시점 정보 및 세부 Process 정보'를 통해 이러한 부품의 상태를 파악할 수 있다고 응답했다. 그러나 현재 다른 조건으로 수명이나 상태를 알 수 있는 부품의 비율은 60.0%가 '필수 부품(≤30%)'에 ...
	그럼에도 불구하고, 지원하고 있지 않은 부품 수명 정보의 향후 개발 계획에 대해 조사한 결과, 응답자의 55.6%가 '개발 계획 중'이라고 응답하여, 업계가 부품 데이터 확보 및 추적 시스템 구축 노력을 활발히 진행하고 있음을 확인할 수 있다.
	한편, Host 운영 기반 장비의 PM 자동화 시나리오 개발 계획 여부에 대해서는 '개발 계획 없음'이 46.7%로 가장 높은 비중을 차지했는데, 이는 PM 자동화의 실행 단계가 아직 초기이며, 상위 시스템(Host)과의 연동을 통한 포괄적인 자동화 시나리오 구축에는 시간이 더 필요함을 나타낸다. 궁극적으로, PM 자동화는 장비 내외의 모든 부품과 작업 정보를 표준화된 통신 프로토콜을 통해 수집 및 분석하는 종합적인 데이터 인프라 구축에 달려 있...
	2.3 PM 부품 이송 자동화 및 모듈화 표준화
	PM 자동화 구현에 필수적인 물리적 인프라 영역, 즉 부품 이송 자동화 및 PM Part 모듈화에 대한 표준화 요구와 현실 인프라 간의 격차가 명확하게 드러났다. Equipment and Sub-systems supplier 응답자의 73.7%가 부품 자동 배송을 위한 포장 박스의 규격화가 필요하다고 강력하게 응답했는데, 이는 PM 자동화의 효율성을 극대화하기 위해 물류 단계에서의 표준화가 필수적임을 시사한다. 그러나 현재 인프라 수준은 이러한 ...
	나아가, 부품 자동 배송의 기본 정보 확보 역시 불충분한 것으로 분석된다. Equipment and Sub-systems supplier 응답자 중 납품하는 부품에 대한 크기 및 무게 정보를 보유하고 있는 비율은 47.4%로 가장 높았지만, CoA(Certificate of Analysis)에 크기 및 무게 정보를 포함하는지 여부에 대해서는 50.0%가 '요청한 부품에만 선택적으로 포함됨'이라고 답하여, 부품의 물리적 데이터를 표준적으로 관리하는...
	한편, PM Part의 모듈화 개발 계획을 보유하고 있거나 개발 중인 Equipment and Sub-systems supplier는 55.3%로 과반수를 차지하며, 부품 공급업체들이 장기적으로 자동화에 필요한 부품 구조 개선을 시도하고 있음을 보여준다. PM Parts 모듈화는 PM 자동화에 있어 하드웨어 개선 항목 중 1+2+3순위 합산 결과 63.3%의 응답률을 기록하며, '자동화 고려한 장비 설계'(87.3%) 다음으로 중요한 개선 항목으...
	하지만 모듈화 개발 시 가장 큰 장애 요인은 '먼 미래의 기술로 보고 리소스 투입이 부담됨'이 36.8%로 가장 높은 비중을 차지했으며, 모듈화 실현 가능 시점 역시 평균 8.68년, 가장 높은 응답은 10년(47.4%)으로 나타나, 모듈화가 장기적인 과제로 인식되고 있음과 동시에, 기업들이 당장의 자원 투입에 대한 부담을 크게 느끼고 있음을 알 수 있다. 결과적으로, PM 자동화를 통한 효율성 극대화를 위해서는 현재 부재한 부품 이송 박스 규격...
	2.4 청정도 평가 등 기타 표준화 요구
	PM 자동화에 직접적인 기술 요소 외에 간접적으로 영향을 미치는 환경 및 시스템 연동 요소들에 대한 설문 결과를 상세히 분석하면, 청정도 관리 표준 필요성과 로봇 운용 방식, 그리고 상위 시스템(Host) 기반 시나리오 개발 현황 등이 주요한 기타 시사점으로 도출된다. 청정도 평가 방법에 대한 표준 필요 여부를 묻는 질문에 응답자의 84.8%가 '예'라고 응답했는데, 이는 Device Manufacturing 분야(80.0%)부터 Equipmen...
	로봇 운용 및 분류 방식과 관련하여, 응답자들은 '다수의 로봇이 분업'하는 방식과 '한 대의 로봇이 대부분(절반 이상)의 작업을 수행'하는 방식을 각각 43.0%로 동일하게 선호했는데, 이는 PM 작업의 특성에 따라 단일 로봇의 다기능적 운용과 다수 로봇의 협업 및 분업 체계가 동시에 고려되고 있음을 시사한다.
	특히 Wafer Manufacturing 분야에서는 '한 대의 로봇이 대부분의 작업을 수행'한다는 응답이 75.0%로 높게 나타났으며, Software supplier 분야에서는 '다수의 로봇이 분업'이 85.7%로 압도적인 응답을 기록하여, 각 분야의 공정 특성과 로봇 운용 철학에 따라 로봇 분류/운용 방식에 대한 선호도가 다름을 알 수 있다.
	이러한 로봇 운용 방식을 실현하기 위한 로봇 플랫폼의 공용화 필요 여부에 대해서는 54.4%가 '예'라고 응답했지만, 38.0%는 '상황에 따라 다르다'고 응답하여, 로봇 플랫폼 표준화가 필요함과 동시에, 다양한 PM 작업 환경을 수용할 수 있는 유연성이 함께 요구됨을 나타낸다.
	또한, PM 자동화의 포괄적인 제어 및 관리 체계를 구축하는 데 필수적인 Host 운영 기반 장비의 PM 자동화 시나리오 개발 계획에 대해 조사한 결과, Equipment and Sub-systems supplier 또는 Software supplier 응답자 중 46.7%가 '개발 계획 없음'이라고 응답하여, PM 자동화의 기술적 준비가 진행되고 있음에도 불구하고, 팹 전체를 아우르는 상위 시스템(Host) 연동 자동화 시나리오 구축은 아직 초...
	마지막으로, PM 자동화 도입 외에 보유/개발 중인 기술의 표준화 희망 여부에 대해서도 응답자의 84.7%가 '예'라고 긍정적으로 답변하여, PM 관련 기술뿐만 아니라 전반적인 반도체 기술 분야에서 표준화에 대한 광범위한 수요가 존재함을 확인시켜준다.
	3) 주요 시사점 정리
	(시사점 1) 표준화 활동에 대한 산업 전반의 완벽한 공감대 형성 및 선행 R&D 지원 요구
	반도체 제조 공급망 내의 모든 응답자는 PM 자동화 구현의 핵심 전제 조건인 표준화 활동의 필요성에 대해 100.0%가 '필요'하다고 응답하여, 업계 전반에 걸쳐 강력한 공감대가 형성되어 있음을 명확하게 보여준다. 이러한 전폭적인 표준화 요구는 단순한 기술적 통합을 넘어, 응답자의 39.0%가 선택한 '제품 및 업무 행위의 단순화와 호환성 향상'을 가장 큰 목적으로 하며, 이어서 27.1%가 지목한 '인터페이스 호환성' 확보가 중요한 목표로 인식...
	특히 Device Manufacturing 분야에서는 '인터페이스 호환성'이 표준화의 가장 큰 목적이라는 응답이 50.0%를 차지했는데, 이는 다양한 장비와 시스템을 운영해야 하는 제조 환경에서 연동성 확보가 핵심적인 과제임을 강조한다. 이와 같이 높은 표준화 의지를 실제 결과로 이어가기 위해, 산업계는 가장 필요한 지원 활동으로 '국제 국가 표준화를 위한 선행 R&D 추진'을 67.8%로 가장 높게 꼽았으며, 이는 개별 기업들이 감당하기 어려운...
	(시사점 2) PM 자동화 목표의 명확성과 장기 투자 리소스 부담에 따른 실행 지연
	PM 자동화에 대한 업계의 일반적인 정의는 '모든 PM 절차에서 사람의 개입 없이 완전히 자동화'되는 수준(12.7%)보다는, '대부분의 PM 절차는 시스템/로봇 등의 Tool로 대체 가능하되, 일부 인간의 지원은 필요'(70.9%)한 협업적 자동화 수준으로 수렴되었다. 이러한 PM 자동화를 통해 달성하고자 하는 가장 핵심적인 목표는 1순위와 1+2+3+4순위 모두에서 '가동 중단 시간 감소'가 각각 38.0%, 92.4%를 기록하며 압도적인 1...
	하지만 이러한 명확한 목표에도 불구하고, 실제 실행 단계에서는 어려움을 겪고 있는데, 응답자의 49.4%가 PM 자동화 목표 수준에 도달하는 데 '10년'을 예상했으며 평균 도달 기간은 8.23년으로 산출되어, 장기적인 관점에서 기술 개발이 필요함을 시사한다.
	더욱이 PM 자동화 로드맵에 관련 항목이 반영되지 않은 주된 이유를 조사한 결과, 응답자의 75.0%가 '아직은 시기상조이며, 리소스 부담이 있음'을 꼽았고, '검토는 했지만 실현 가능성이 낮음'이 43.8%로 뒤따라, 높은 목표 의지에도 불구하고 단기 투자 대비 불확실성과 재정적 부담 때문에 실제적인 로드맵 이행이 지연되고 있음이 확인되었다.
	(시사점 3) 자동화 효율 극대화를 위한 장비 설계 및 하드웨어 아키텍처의 선제적 개선 요구
	PM 자동화의 효율성을 극대화하기 위해서는 장비 운용 환경과 부품 자체의 하드웨어적 구조 개선이 필수적인 것으로 나타났다. PM 자동화에 있어 하드웨어 개선 항목 중 1+2+3순위 합산 결과, 응답자의 87.3%가 '자동화 고려한 장비 설계'를 가장 높은 필요성으로 지목했으며, 이는 자동화 로봇이나 소프트웨어 도입 이전에 장비 자체를 자동화 친화적으로 재설계하는 것이 성공의 핵심 전제 조건임을 의미한다.
	또한, PM 자동화 로드맵에 실제로 반영된 항목에서도 'PM 업무 방식/환경의 변화'(1+2+3순위 합산 92.4%)와 '장비 설계 변경'(1+2+3순위 합산 87.3%)이 최상위에 위치하여, 장비 제조업체들이 구조적인 개선을 시도하고 있음을 보여준다.
	장기적인 관점에서 부품의 구조 개선인 PM Part의 모듈화는 Equipment and Sub-systems supplier의 55.3%가 개발 계획을 보유하거나 개발 중이라고 응답했으며, 모듈화는 하드웨어 개선 항목 중 63.3%의 응답률을 기록하며 중요한 개선 과제로 인식되었다. 하지만 모듈화 개발 시 가장 큰 장애 요인은 '먼 미래의 기술로 보고 리소스 투입이 부담됨'(36.8%)으로 나타났고, PM Part 모듈화 실현 가능 시점 역시 응...
	(시사점 4) 부품 물류 자동화와 포장 규격화의 시급한 격차 문제
	PM 자동화의 물리적 인프라 영역인 부품 이송 및 물류 체계는 자동화 요구 수준 대비 현실 인프라의 격차가 가장 큰 영역으로 나타났다. Equipment and Sub-systems supplier 응답자의 73.7%가 부품 자동 배송을 위한 포장 박스의 규격화가 필요하다고 응답했으나, 현재 사용하는 부품 박스가 자동 배송을 고려하여 설계되었는지에 대한 질문에 97.4%가 '아니오, 일반적인 Fab용 박스를 사용한다'고 답변하여, 자동화 시스템 ...
	자동 배송을 검토한 소수의 응답자(12명)들은 팹 내 자동 배송 준비 항목으로 '로봇 평가'(50.0%) 외에도 '포장 규격화'(33.3%)와 '장비 레이아웃 검토'(33.3%)를 높게 꼽아, 로봇 도입 자체가 아니라 이를 뒷받침할 물류 인프라 표준화가 병행되어야 함을 분명히 인지하고 있다.
	(시사점 5) 지능형 PM을 위한 통신 프로토콜 및 부품 데이터 추적 체계 구축의 필요성 증대
	PM 자동화가 단순한 작업 대체 수준을 넘어 지능형 시스템으로 발전하기 위해서는 데이터 교환 및 추적을 위한 통신 및 정보 표준화가 매우 중요하게 인식되고 있다. 전체 응답자의 73.4%가 PM 자동화를 위한 별도의 통신 프로토콜이 필요하다고 응답했으며, 특히 Software supplier(100.0%)와 Device Manufacturing(86.7%) 분야에서 그 필요성이 더욱 높게 나타나, 복잡한 장비와 자동화 시스템 간의 원활한 상호작용...
	하드웨어 개선 항목에서도 'PM Parts Data 추적 표준 체계 구축'이 1+2+3순위 합산 46.8%의 응답률을 기록하며, 부품의 라이프사이클 정보를 효율적으로 관리할 표준화된 데이터 인프라의 필요성이 부각되었다. 현재 Wafer Count나 RF Timer 외의 다른 조건으로 수명이나 상태를 알 수 있는 부품의 비율은 60.0%가 '필수 부품(≤30%)'에 한정된다고 응답하여, 데이터 기반의 예지 정비를 위한 데이터 확보가 아직은 제한적임...
	반도체 산업 전반에서 PM 자동화는 인력 의존적 유지보수의 비효율성과 오류를 제거하고, 정밀하고 시기적절한 유지보수를 실현하기 위한 핵심 과제로 인식되고 있다. 이러한 핵심 과제의 효율적인 추진을 위해 앞서 분석한 바와 같이 산업계 전반의 설문조사를 실시하였고, 실제 PM 자동화를 추진하고 있는 주요 칩 메이커의 현황을 파악하기 위해 별도의 기업별 심층 인터뷰를 수행하였다.
	그 결과를 종합하면, PM 자동화의 필요성에 대한 공감대는 확고하나, 실제 구현 단계에서는 표준 부재, 데이터 접근성, 기술적 제약, 장기 투자 부담 등 복합적인 구조적 한계가 병존하고 있음을 확인할 수 있었다.
	우선, 산업 전반에서는 PM 자동화의 핵심 전제 조건으로 표준화 활동의 절대적 필요성이 강조되고 있다. 전체 응답자의 100%가 표준화 필요성을 인정했으며, 그 목적 또한 단순한 기술 통합이 아니라 장비 간 연동성과 업무 단순화에 있었다. Device Manufacturing 분야에서는 절반 이상이 ‘인터페이스 호환성’을 최우선 과제로 지목했는데, 이는 다양한 장비 소프트웨어 공정 간의 복잡한 상호작용을 감안할 때, 데이터 교환 및 로봇 연계 표...
	이와 같은 인식은 심층 인터뷰를 통해서도 구체적으로 드러난다. 한 참가자는 “로봇 표준화 항목이 반도체만의 특성에 맞게 정립되어 있지 않다”고 지적하며, 실제 부품 이송 자동화 준비 단계에서 표준 부재로 인해 빠른 적용이 어렵다고 밝혔다. 또 다른 참가자 또한 “IDM과 장비사 간 중복 투자 방지와 FAB 인프라 통합을 위해 표준화가 절실하다”고 언급하며, 300mm AMHS와 같은 시스템 수준의 자동화를 위해서는 선행 표준 인프라 구축이 필요함...
	PM 자동화의 궁극적인 목표는 ‘완전 무인화’이지만, 현실적으로 산업계는 대부분의 절차를 시스템이나 로봇이 대체하되, 일부 인적 개입이 필요한 협업적 자동화(cooperative automation) 수준을 현실적 목표로 보고 있다. 설문조사에 따르면 전체 응답자의 70.9%가 이러한 형태를 선호했으며, 자동화의 주요 성과 지표(KPI)로 ‘장비 가동 시간’을 45.6%가 꼽았다.
	이는 인터뷰에서도 확인된 “무인화를 목표로 하고 있으나, 현재는 센싱→진단 단계 수준이며, Core(로봇) 단계는 준비 중”이라는 언급과 일치한다. 즉, 산업계는 아직 ‘예측→조치→검증’의 완전한 자동 루프를 구현하지 못하고 있으며, 특히 Core인 로봇 기반 정비 자동화는 기술적 물리적 제약으로 인해 초기 단계에 머물러 있다. 한 참가자는 “chamber open/close가 여전히 수동이며, 로봇 적용을 위해서는 라인 설계 전반이 바뀌어야 한...
	심층 인터뷰 참가자 중 한 명은 예지보전 기술의 신뢰성 확보가 가장 큰 기술적 과제라고 언급했다. “PdM은 장비가 멈출 때까지 써 보지 않았는데 어떻게 아느냐 ”는 현장 반응이 상징하듯, 데이터 기반 예측 모델에 대한 신뢰 부족과 경험적 유지보수 문화가 여전히 지배적이다.
	장비에서 수집되는 센싱 데이터의 품질, 수집 주기, 로그 활용 가능성에는 여전히 개선 여지가 있다. 해당 참가자는 “장비 전체 데이터 중 SVID로 확보되는 비율조차 명확히 파악되지 않는다”고 언급하며, 현장에서 데이터 구조와 활용 방식에 대한 이해 수준이 충분히 정립되지 않았음을 시사했다. 또한 장비사의 유지보수 인력이 PM 자동화를 지원하기 위해 필요한 데이터 분석 및 활용 역량이 아직 체계적으로 구축되지 않은 점도 과제로 지적하며 “PM 엔...
	또 다른 참가자 역시 PM 자동화의 기반이 되는 PdM 도입 과정에서 유사한 구조적 문제를 지적했다. 예지보전을 위한 데이터 확보가 선행되어야 하나, “여러 조직이 협업해야 하는데 실제로는 SW 부서에만 미션이 던져진 상태”라고 언급하며, 총괄 전략 기획 기능이 분리되어 실행력이 떨어지는 문제를 지적했다.
	또한 “생산품, Tool, 인프라 각 객체(object)에 대한 Traceability 표준이 우선 필요하다”고 강조하며, 반도체 공급망 내 기업 간 데이터 포맷, 전달 방식, 보안 수준을 일관되게 정의하는 데이터 상호운용 표준이 시급하다고 제안했다. 이는 설문에서 확인된 ‘PM Parts Data 추적 표준 체계 구축’ 필요성(46.8%)과 일치하며, PM 자동화가 단순한 물리적 자동화를 넘어 데이터 생애주기 관리와 직결된 지능형 유지보수 체계...
	PM 자동화의 또 다른 병목으로 부품 물류 자동화와 포장 규격화 미비가 지적된다. 응답자의 97.4%가 자동 배송을 고려하지 않은 일반 FAB용 박스를 사용하고 있었으며, 이는 로봇 기반 부품 이송 시스템과의 연계성을 심각하게 저해하고 있다. 심층 인터뷰의 한 참가자는 “부품 이송 자동화를 위해 로봇을 준비하고 있으나, 반도체용 로봇 표준화 항목이 없어 빠른 적용이 어렵다”고 지적했고, 심층 인터뷰 참가자 또한 “FAB 인프라 표준화가 가능해야 ...
	반도체 산업의 PM 자동화는 필요성과 비전 수준에서는 이미 높은 합의를 이뤘으나, 실제 구현 단계에서는 △데이터 표준화 부재, △장비 설계의 자동화 비적합성, △부품 물류의 비표준화, △PdM 신뢰성 부족, △조직 간 협업 부재라는 다층적 한계를 안고 있다. 한 참가자 언급한 바와 같이 “로봇 표준화와 PdM 데이터 품질 확보는 PM 자동화의 출발점”이며, “표준화를 통해 논의의 장을 만들어야 한다”는 제언은 산업계 전체의 방향성을 함축한다. 또...
	본 장에서는 반도체 제조공정의 예방정비(PM) 자동화 실현을 위한 핵심 기술 표준화 항목을 구체적으로 제안하고자 한다. 지금까지의 산업계 설문 결과와 현장 인터뷰, 그리고 기술 동향 분석을 종합하면, PM 자동화는 단일 기술이나 특정 기업의 역량으로 완결될 수 있는 과제가 아니다. 장비 설계, 로봇 플랫폼, 통신 프로토콜, 부품 모듈화, 물류 규격, 데이터 추적 체계, 청정도 관리 등 공정 전반의 모든 기술 계층이 서로 맞물려야 비로소 실질적인 ...
	따라서 본 장에서는 PM 자동화의 산업적 확산을 위해 반드시 선행되어야 할 표준화 항목들을 도출하고, 각 항목이 기술적 운영적 관점에서 어떤 의미를 가지며 어떤 형태로 표준화가 진행되어야 하는지를 제시한다. 특히 여기서 제안하는 표준화 항목들은 단순히 기술 명세를 정리하는 수준이 아니라, 반도체 제조 생태계 전체가 공유해야 할 ‘공용 언어(Common Language)’와 ‘기술 규범(Technical Grammar)’으로서의 성격을 가진다.
	이 표준화 제안의 목적은 세 가지로 요약된다. 첫째, 산업 내 중복 개발과 불필요한 투자 낭비를 최소화하고, 장비사 로봇사 부품사가 동일한 기준 위에서 기술을 개발할 수 있도록 하는 것이다. 둘째, 지능형 예지보전 및 자율운영 팹(Autonomous FAB)으로의 전환을 촉진하기 위해, 데이터와 물리 인프라를 동시에 아우르는 상호운용 프레임워크를 구축하는 것이다. 셋째, 국가 국제 표준화와의 연계를 위한 사전 연구 기반을 마련함으로써, 향후 SE...
	이러한 배경하에서, 본 장은 다음 여덟 가지 항목을 중심으로 표준화의 방향성을 제안한다.
	① 자동화 고려 장비 설계 표준
	이 여덟 가지 항목은 단순히 각각의 기술 요소를 다루는 것이 아니라, PM 자동화의 생애주기 전체를 관통하는 구조적 연계 축을 형성한다. 이하에서는 각 항목별로 표준화의 필요성과 목표, 기술적 범위, 적용 시 기대되는 산업적 효과를 구체적으로 기술한다.
	1. 자동화 고려 장비 설계 표준
	반도체 공장의 PM 자동화를 산업 전반으로 확산시키기 위해 가장 먼저 정리되어야 하는 표준 항목은 “자동화를 전제로 한 장비 설계 기준”이다. 설문 응답자의 87.3%가 자동화 고려 장비 설계가 가장 시급한 하드웨어 개선 과제라고 답변한 것은, 현재 장비가 기본적으로 사람이 접근해 열고, 풀고, 닦고, 교체하는 구조를 전제로 만들어져 있기 때문이다. 이 구조 위에 로봇 AMR 자동 검사 모듈을 억지로 붙이면 장비마다 다른 어댑터, 다른 접근 경로...
	이 표준은 크게 세 층위로 정리할 수 있다. 첫째, 물리 인터페이스 계층이다. PM 대상 모듈을 로봇이 탈착할 수 있도록 볼트 너트 규격, 체결 토크 범위, 체결 방향성(수평 수직 접근), 핸들 그립 포인트의 최소 치수 등을 공통화해야 한다. 현재 현장에서 가장 많이 나오는 난점이 “로봇이 못 들어간다”는 것이므로, 장비 외피 커버의 개방 각도, 개방 공간 깊이(cm), 작업 영역의 최소 폭(mm)을 도면 레벨에서 공통 규격으로 두는 것이 핵심이다.
	둘째, PM 절차 노출 계층이다. 장비가 내부적으로 수행하는 PM 레시피(예: 챔버 퍼지, 온도 안정화, 진공 해제→오픈 순서)를 외부에서 호출하거나 상태를 읽어 올 수 있도록 절차를 서비스화해야 한다. 심층 인터뷰의 한 참가자가 말했듯이 “사전→Core→사후”로 PM을 나누어 시스템화하고 있지만 Core는 아직 준비가 부족하므로, 최소한 사전/사후 공정은 외부 시스템이나 로봇이 호출할 수 있는 API/명령 집합으로 정리돼야 한다.
	셋째, 안전 청정 환경 계층이다. PM 중 발생하는 HCl 잔류물 미세오염을 어떻게 격리할지에 대한 후드, 배기, 클린존 구획 기준이 있어야 로봇이 동일한 안전 전제를 두고 동작할 수 있다.
	이처럼 장비 설계 표준은 “어떤 로봇을 쓸 것인가”보다 선행되어야 하며, 그렇지 않으면 기업마다 ‘로봇이 들어올 수 있도록 장비를 다시 설계’하는 중복 투자가 반복된다.
	2. PM 작업용 로봇 플랫폼 인터페이스 표준
	두 번째 표준화 축은 PM을 실제로 수행할 “로봇과 장비의 연계 방식”이다. 설문에서는 이동형 협동로봇의 도입 의향이 59.5%로 가장 높았고, 심층 인터뷰 참가자들 또한 “반도체에 맞는 로봇 표준 항목이 없다”고 지적했다. 이는 곧 로봇의 형태나 제어 기술이 부족해서가 아니라, 반도체 PM이라는 특수한 작업 맥락을 반영한 인터페이스 툴체인지 공간 규격이 없기 때문에 도입 속도가 느린 것을 의미한다.
	이 영역의 표준은 다음과 같이 쪼갤 수 있다. 첫째, 로봇 도킹 접근 표준이다. 로봇이 장비 앞에 섰을 때 항상 같은 기준 좌표를 인식할 수 있도록 장비 측에 기준 마커, 도킹 패널, 고정 홀 패턴을 공통 규격으로 두어야 한다. 팹마다 장비 전면부가 다르면 로봇마다 비전 티칭을 다시 해야 하고, 이는 유지보수 자동화의 경제성을 떨어뜨린다.
	둘째, 작업 헤드/엔드 이펙터 표준이다. 반도체 PM에서 실제로 하고 싶은 일은 ‘부품 교체’와 ‘볼트/너트 해체’, ‘체결 상태 검사’가 대부분이므로, 이 세 작업을 수행할 수 있는 엔드 이펙터의 전기 공기 신호 인터페이스를 공용화해야 한다. 설문에서 로봇에 기대하는 작업이 거의 이 세 가지로 수렴했다는 것은, 반도체 PM용 엔드 이펙터 패밀리를 산업 차원에서 정의할 수 있다는 뜻이다.
	셋째, 로봇-장비 통신 표준이다. 로봇이 장비 상태(퍼지 중, 챔버 오픈 가능, 인터락 ON/OFF)를 읽고, 장비가 로봇에게 작업 허가를 넘기며, PM 완료 신호를 다시 MES/Host에 올리는 일련의 시퀀스를 표준 메시지로 정의해야 한다. 심층 인터뷰에서 참가자가 말한 “로봇-장비 통신 방법을 어떻게 할 것인가”가 바로 이 부분이다. 이를 표준화하지 않으면 장비사마다 커스텀 드라이버를 만들어야 하고, 결국 로봇 도입이 장비 모델에 종속된다.
	이 표준이 산업적 의미를 가지려면 “로봇 플랫폼 공용화”에 대한 유연성도 포함해야 한다. 설문에서 54.4%는 공용화에 찬성했지만 38.0%는 ‘상황에 따라 다르다’고 응답했다. 이는 곧 표준이 지나치게 한 가지 로봇 형태만 강제해서는 안 되고, 이동형 협동로봇 레일형 로봇 AMR 탑재 로봇 등 다양한 형식을 같은 인터페이스로 붙일 수 있도록 해야 한다는 뜻이다. 표준은 ‘로봇의 모양’을 정하는 문서가 아니라 ‘로봇이 들어올 수 있는 단자와 언어...
	3. 통신 프로토콜 및 장비 부품 데이터 모델 표준
	세 번째로 가장 강하게 나타난 수요가 바로 데이터 통신 표준이다. 전체 응답자의 73.4%가 PM 자동화를 위한 별도 통신 프로토콜이 필요하다고 했고, 소프트웨어 공급사는 100%가 필요하다고 했다. 이는 현장에서 실제로는 SVID, FDC, 로그, 장비 내 비정형 데이터가 모두 존재하지만, “장비 전체 데이터 중 무엇이 SVID로 노출되고 있는지 모른다”는 심층 인터뷰 참가자의 말처럼 데이터 구조가 보이는 상태가 아니라는 것을 의미한다. 이 상...
	이 항목의 표준화는 우선 데이터 사전(data dictionary) 정의에서 출발해야 한다. PM에 반드시 필요한 상태 변수(예: 챔버 진공 레벨, 레시피 ID, PM 카운터, Valve Open/Close Count, RF Timer)를 장비사마다 다른 이름이 아니라, 공통 키로 노출하도록 의무화하는 것이다. 그 위에 이벤트/시퀀스 모델을 놓아야 한다. 예를 들어 “PM_START”, “PM_STEP_QUALIFICATION”, “PM_COMP...
	여기에 더해, 설문에서 46.8%가 응답한 “PM Parts Data 추적 표준 체계”는 이 데이터 모델의 하위 세부 표준으로 들어가야 한다. 부품이 팹에 들어오기 전에 어떤 크기/무게/CoA 정보를 가져야 하는지, 장비에 탑재된 뒤 어떤 방식으로 사용량(wafer count, cycle, RF time)과 환경 요인(온도, 오염 정도)을 기록해야 하는지, 교체가 일어났을 때 어떤 교환 이력(install date, part ID, install...
	심층 인터뷰의 참가자가 지적했듯이 “object 단위의 traceability”가 확보되지 않으면 예지보전 데이터는 기업 내부에서만 쓸 수 있는 국지적 데이터로 남는다. 이 표준은 궁극적으로 PdM 알고리즘이 “데이터가 달라서 이 팹에서는 못 쓴다”는 말을 하지 않도록 만드는 공통 기반이다.
	통신 측면에서는, 장비-로봇-Host-MES가 모두 이해할 수 있는 경량 메시지 구조가 중요하다. PM 자동화는 실시간 제어가 많지 않고 상태 전파가 많으므로, 굳이 무거운 파일 교환이 아니라 Pub/Sub 형태의 상태 메시지, 명령 메시지를 정의해 두는 것이 현실적이다. 이때 가장 큰 논점이 되는 것은 “데이터 공개 범위”와 “보안”이다. 심층 인터뷰의 한 참가자가 말했듯 BP사–칩메이커 간 데이터 공유가 IP 문제로 막히는 경우가 많으므로, ...
	4. PM 부품 이송 물류 포장 규격 표준
	의외로 가장 ‘현실적인’ 병목이 물류였다. 공급업체의 73.7%가 포장 박스 규격화가 필요하다고 했는데, 97.4%는 여전히 일반 FAB 박스를 쓴다고 답했다. 이 말은 곧 모든 자동화가 물리적인 현장에서 멈추고 있다는 것을 보여준다. 로봇이 부품을 받아와 장비 앞에 가져다주려면, 그 부품이 로봇이 잡을 수 있는 모양이어야 하고, AMR이 이송할 수 있는 외형 치수와 중량 정보가 시스템에 등록되어 있어야 하며, 박스가 반송 장비를 통과할 수 있는...
	따라서 이 항목의 표준화는 최소한 다음 네 가지를 포함해야 한다. 첫째, 포장 단위 규격이다. 자동 배송을 고려한 박스의 가로 세로 높이, 하중, 파지 그립 위치, 라벨 부착 위치를 공통화하여 AMR/로봇이 설비에 구애받지 않고 집을 수 있어야 한다.
	둘째, 부품 물리 정보의 필수 항목화이다. 현재는 CoA에 크기 무게가 “요청한 부품에만” 들어가 있지만, 자동 이송을 하려면 모든 부품이 기본적으로 크기/무게/중심(COG) 정보를 가져야 한다. 이를 MES나 PM 오케스트레이션 플랫폼이 읽어 경로 로봇 선택 스케줄을 자동 생성할 수 있다.
	셋째, FAB 레이아웃 연계 규칙이다. 설문에서 소수이긴 하지만 자동 배송을 검토 중인 응답자는 포장 규격화와 함께 장비 레이아웃 검토를 들었다. 이는 박스를 표준화한다고 끝나는 것이 아니라, 박스가 지나갈 수 있는 이동 통로 폭, 핸드오버 높이, 장비 전면 작업반(Work Table) 규격까지 한 세트로 정리해야 한다는 뜻이다.
	넷째, AMHS/AMR 연계 식별 규칙이다. 300mm AMHS처럼 자동화를 빠르게 하려면 포장 박스에도 장비와 동일한 식별 규칙(RFID/2D Code)을 붙여야 하고, 이것이 PM Parts Data 추적 표준과 이어져야 한다.
	이 물류 표준은 단순 편의의 문제가 아니라, PM 자동화의 ROI를 결정하는 요소다. 사람을 불러 부품을 가져오게 하는 순간, 이전에 정교하게 만든 예지 로봇 통신 자동화의 이득이 상당 부분 사라진다. 산업계가 이 항목을 시급하다고 응답한 것은 그 현실을 정확히 보고 있기 때문이다.
	5. PM 부품 모듈 구조 및 교체성 표준
	다음으로 중요한 축은 PM 대상 부품을 ‘로봇이 교체할 수 있는 구조’로 만드는 모듈화 표준이다. 설문에서 Equipment/Sub-systems supplier의 55.3%가 모듈화 개발 계획이 있다고 했지만, 동시에 36.8%가 “먼 미래 기술로 보고 리소스 투입이 부담된다”고 했다. 이유는 간단하다. 지금의 부품은 사람의 손, 사람의 미세 조작, 사람의 즉석 판단을 전제로 설계되어 있기 때문이다. 이 구조에서 로봇을 투입하려면 부품을 다시 ...
	이 표준은 우선 부품 패키징 형태의 모듈화부터 정의해야 한다. 예를 들어 필터 O-ring 벨트 클램프처럼 소형이고 자주 교체되는 부품은 로봇 그리퍼가 집을 수 있는 캐리어에 넣어 공급하고, 캐리어와 장비의 체결부는 공통 키/슬롯 형태를 따른다든지 하는 규칙이다. 그다음으로 체결 정렬 기준의 모듈화가 온다. 교체 부품이 들어갈 때 항상 같은 위치로 유도될 수 있도록 챔퍼, 가이드 핀, 스냅 체결을 표준화하면, 로봇의 위치 정확도 요구사항을 줄일 ...
	모듈화 표준의 가치는 단순히 “로봇이 교체하기 쉽게 만드는 것”에 있지 않다. 모듈화가 되어 있어야 유지보수 시간을 예측 가능하게 만들 수 있고, PM 분할 전략(긴 PM을 여러 개의 짧은 PM으로 나누는 방식)을 실제 공장 스케줄에 반영할 수 있다. 현재 연구에서 PM 분할이 CT를 줄이는 데 효과적이라고 나왔지만, 부품 구조가 제각각이면 분할 PM마다 난이도가 달라져 이론과 현장의 간극이 커진다. 따라서 모듈화는 PM 스케줄링 운영 최적화 표...
	6. 청정도 환경 안전 기준의 PM 자동화 연계 표준
	PM은 공정을 멈추고 장비를 열어 오염원을 노출시키는 작업이다. 따라서 PM 자동화를 도입할 때 가장 먼저 부딪히는 질문은 “로봇이 들어오면 청정도는 어떻게 보장하는가?”이다. 설문에서도 84.8%가 청정도 평가 방법에 대한 표준이 필요하다고 했다. 이는 곧 지금의 클린룸 규격만으로는 PM 중에 발생하는 가스 분진 부식성 입자 노출을 정량화하기 어렵고, 로봇이 들어와 작업할 때 인가할 수 있는 ‘작업 중 클린 기준’이 따로 필요하다는 뜻이다.
	이 표준은 세 갈래로 나눠 생각할 수 있다. 하나는 PM 중 오염원 측정 인증 방법이다. HCl 배출이 343 ppmv까지 나올 수 있다는 연구 결과가 있는 만큼, PM 중에 허용되는 가스 농도와 로봇 센서가 버틸 수 있는 내식성 기준을 명시해야 한다. 또한, PM 작업 공간의 임시 격리 기준이다. PM 후드, 국소 배기, 임시 텐트와 같은 장비가 로봇과 함께 쓰일 때의 인터페이스, 예를 들어 후드가 열린 상태에서만 로봇이 접근하도록 시퀀스를 묶...
	이 항목은 기술적으로 새롭다기보다, “PM 자동화가 기존 생산 자동화의 청정/안전 기준과는 다른 추가 레이어를 요구한다”는 점을 명문화하는 것이 중요하다. 이렇게 해야만 협회나 국가 차원에서 별도 시험 인증 체계를 만들 수 있고, 로봇 공급사도 이 기준을 목표로 제품을 설계할 수 있다.
	7. PM–PdM 연계 및 상위 시스템 시나리오 표준
	마지막으로, 지금까지의 모든 표준을 실제로 움직이게 만드는 최상위 표준이 필요하다. 설문에서 Host 기반 장비 PM 자동화 시나리오가 “계획 없음”이 가장 많았던 것은, 개별 장비와 로봇, 부품, 물류를 표준화하더라도 이를 공장 전체 운영과 연결하는 상위 시나리오 표준이 아직 없기 때문이다. 동시에 심층 인터뷰 참가자 모두 PdM을 “자동화의 트리거”로 보고 있었고, 데이터 공유 구조의 부재를 한계로 삼았다.
	이 최상위 표준은 크게 두 부분으로 구성될 수 있다. 하나는 이벤트 주도 PM 오케스트레이션 모델이다. PdM에서 ‘특정 부품의 열화 임계치 도달’ 이벤트가 발생하면, 이것이 MES/Host로 전달되고, Host는 부품 데이터 추적 표준을 통해 해당 부품의 크기/무게/위치 정보를 읽어 물류 표준에 맞는 AMR 호출을 하고, 동시에 장비 표준 인터페이스를 통해 PM 사전작업을 실행하며, 마지막으로 로봇 인터페이스 표준을 통해 교체 작업을 수행하도록...
	다른 하나는 PdM 모델 연동을 위한 최소 데이터 세트 표준이다. PdM 모델이 현장에서 실제로 꺼지는 이유는 심층 인터뷰 참가자가 말했듯 “신뢰하기 어렵기 때문”인데, 이 신뢰를 쌓으려면 어떤 데이터는 반드시 있어야 하고(기본 SVID, 공정 컨텍스트, PM 이력), 어떤 데이터는 있으면 성능을 올리는 추가 항목인지를 명확히 구분해야 한다. 그래야 장비사 부품사 로봇사가 “여기까지만 주면 된다”는 하한선을 알고 개발할 수 있다. 이 최소 데이터...
	8. 실시간 데이터 기반 제조 의사결정 위한 디지털 트윈 프레임워크 표준화
	자율운영 팹에서 디지털 트윈은 물리적 제조 환경 전체를 사이버 공간에 실시간으로 복제하고, 이를 기반으로 공정 장비 물류 운영 의사결정을 지능적으로 최적화하는 제조 혁신의 핵심 인프라로 자리 잡고 있다. 반도체 제조는 수천 개의 장비, 수만 개의 센서, 초정밀 로봇, 복잡한 물류 동선이 유기적으로 연결된 거대한 시스템이며, 그 어떤 산업보다도 미세한 변동에 민감한 초고정밀 초고신뢰 환경을 요구한다. 이러한 조건 하에서 디지털 트윈은 물리적 세계(...
	디지털 트윈은 우선, 물리 공정에서 발생하는 모든 현상을 세밀한 데이터 흐름으로 사이버 공간에 투영함으로써, 장비의 상태 물류 이동 공정 파라미터 설비 간 상호작용을 정밀하게 모델링한다. 실세계(real world)의 장비와 공정이 디지털 공간에서 완벽히 동기화될 경우, 운영자는 가상 환경에서 장비의 열화 과정과 공정 변화를 실시간으로 관찰할 수 있으며, 이를 토대로 장비가 언제 고장 날지, 어떤 조건에서 품질 변동이 나타나는지, 어느 시점이 정...
	또한 디지털 트윈은 제조 시스템 간 상호운용성을 높이는 핵심 축으로 작용한다. 반도체 제조 환경에서는 장비 제조사, 로봇 공급사, 물류 시스템, 소프트웨어 플랫폼이 서로 다른 데이터 형식과 통신 프로토콜을 사용하기 때문에, 공정 단위의 자동화는 가능하더라도 전체 팹 레벨의 자율운영을 구현하기 어렵다. 디지털 트윈은 이들 이기종 시스템을 공통의 데이터 모델(common data model)로 통합하고, 장비 로봇 AMHS FDC MES 등 모든 요...
	디지털 트윈은 실제 제조 시스템을 실시간으로 재현하는 것뿐 아니라, 운영 정책, 스케줄링 전략, 로봇 경로, 장비 유지보수 계획 등을 가상공간에서 우선 검증함으로써 사전적(Preventive) 의사결정을 가능하게 하는 실험 플랫폼으로 기능한다. 예를 들어, 특정 PM 작업이 생산 OEE(설비종합효율, Overall Equipment Effectiveness)에 미치는 영향, 로봇 부품 교체 순서 변경이 PM 소요시간에 미치는 영향, AMHS 경로...
	디지털 트윈은 제조 운영을 최적화하는 동시에, 장비 고장 예측과 유지보수 자동화에도 직접 연결된다. 사이버 공간에서 축적된 시뮬레이션 데이터와 실제 센서 데이터는 AI 기반 예지보전 모델의 학습에 사용되며, 고장의 발생 가능성을 여러 조건에서 반복적으로 예측할 수 있다. 예지된 결과는 다시 PM 자동화 로봇의 작업계획에 반영되어, 부품을 언제 어떤 순서로 교체해야 하는지, 어느 로봇이 어떤 작업을 수행해야 생산 손실이 최소화되는지 등을 자동으로 ...
	이 과정에서 중요한 요소는 디지털 트윈 표준화이다. 디지털 트윈이 산업 전반에서 활용되기 위해서는, 데이터 포맷, 시뮬레이션 모델 구조, 장비 ID 체계, 로봇 인터페이스 규격, traceability 구조 등 다양한 표준이 마련되어야 한다. 이러한 표준화는 기업 간 장비 간 솔루션 간 상호운용성을 확보해주고, 다양한 디지털 트윈 플랫폼이 팹 환경에 적용될 수 있도록 해주며, 장기적으로는 국제 표준(SEMI, ISO/IEC 등)과의 연계도 가능하...
	반도체 제조 공정의 복잡성과 공정 장비의 초정밀화가 가속화되는 상황에서, PM 자동화와 지능형 예지보전의 도입은 선택이 아니라 산업 생태계 전반의 지속가능성을 좌우하는 필수 과제로 부상하고 있다. 본 백서에서 분석된 업계 설문 결과와 기업 인터뷰는 PM 자동화가 개별 장비나 특정 작업 단위의 자동화를 넘어, 생산성 안정성 데이터 기반 의사결정 공급망 연동성 표준화 체계 등 전 영역을 포괄하는 전사적 생태계적 혁신 과제임을 일관되게 보여준다.
	현장의 기업들은 PM 자동화의 필요성에 대해 완벽한 공감대를 형성하고 있으나, 실제 도입 단계에서는 기술적 제약, 표준 미비, 데이터 불투명성, 인력 역량 차이, 부품 물류 및 포장 표준 부재, 로봇 적용 범위의 모호함 등 구조적 불확실성으로 인해 추진 속도가 제한되고 있다. 또한 심층 인터뷰 결과를 통해 드러난 바와 같이, PdM 알고리즘의 신뢰성 확보, 장비 로그 및 SVID 데이터 구조 이해 부족, 장비사–IDM 간 데이터 공유 한계, 로봇...
	이에 따라 Afab WG 활동은 단순한 기술 협력이나 정보 교류 수준을 넘어, 반도체 제조 및 후공정 산업 전체의 공통 기반 인프라를 구축하는 국제적 표준화 어젠다로 전환될 필요가 있다. 특히 PM 자동화는 PdM 기술과 반드시 결합되어야 하며, PdM은 데이터 센싱–모델링–예측–스케줄링–제어의 전 과정에서 표준화된 데이터 구조와 인터페이스가 확보되지 않는 이상 실효성을 갖기 어렵다. 장비 EHI, Virtual Metrology, 센서 기반 진...
	또한 백서가 다룬 바와 같이, PM 자동화의 범위는 전통적인 전공정(FEOL/BEOL)을 넘어 패키징, 테스트, 모듈 조립 등 후공정 영역까지 확장될 필요가 있다. 후공정은 장비 종류가 다양하고 작업 형태가 사람 중심(manual skill)에 의존하는 경향이 크기 때문에 로봇 기반 PM 자동화와 PdM 적용이 더욱 절실함에도 불구하고, 현재 관련 표준이나 데이터 구조는 전공정 대비 훨씬 더 초기 단계에 머물러 있다.
	Fan-out 패키징 장비, Burn-in 시스템, Test Cell, Socket 및 인터페이스 보드 교체, Thermal Control Unit(TCU) 유지보수, Handler Prober의 정렬 및 Calibration 등 후공정 PM 특유의 반복적 작업은 자동화 로봇화 예지화의 잠재적 효과가 매우 크지만, 이를 위해서는 전공정과는 구별되는 또 다른 표준화 체계의 확립이 필요하다. 이 점에서 Afab WG는 향후 후공정 분야 기업들과의 협...
	앞으로 Afab WG는 PM 자동화와 PdM 확산을 위한 국제 공동 표준 개발, 데이터 및 Traceability 구조의 통합적 프레임워크 정립, PM 파트 모듈화 및 물류 포장 규격 표준화, 로봇 적용 안전성 기준 수립, 후공정까지 확장된 PM 자동화 레퍼런스 모델 개발 등 산업 전반의 기반 구축 활동을 더욱 강화해야 한다. 더 나아가, 디지털 트윈 기반의 Cyber–Physical 통합 관리 체계 구축, AI 기반 예지 모델의 신뢰성 검증 프...
	이러한 활동은 단순히 개별 기업의 자동화 수준을 향상시키는 것을 넘어, 국가 반도체 제조 경쟁력의 중장기적 향상에 결정적 역할을 수행할 것이며, 궁극적으로는 자율운영 팹(Autonomous FAB) 실현을 위한 필수적 기반을 제공하게 될 것이다. 본 백서는 Afab WG가 앞으로 추진해야 할 전략적 방향성을 제시하는 출발점이며, 향후 WG 참여 기업과 국제 기술 위원회 간의 지속적인 협업을 통해 글로벌 반도체 제조 표준화를 선도하는 실질적 성과로...
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